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Series RCD30W:
Convertidor CC/CC
Ferroviario e Industrial
de alto rendimiento

Desde Electrénica OLFER os presen-
tamos la nueva serie RCD30W de nues-
tro proveedor P-DUKE. Hablamos de un
convertidor CC/CC de alto rendimiento
de 30W, disenado para aplicaciones in-
dustriales y ferroviarias. P-DUKE amplia
su gama de convertidores ferroviarios
de 10W a 30W con un disefio com-
pacto de 1”x1". La serie RCD30W tiene
rangos de tension de entrada de 4:1 (9-
36V, 18-75V y 36-160V), adaptandose
perfectamente a las tensiones necesarias
de los equipos de material rodante.

La serie consta de modelos de 1 sa-
liday doble salida, incluyendo tensiones
de 3,3V, 5V, 5,1V, 12V, 15V, 24V, 12V,
+15Vy £24V y estdn equipados con
protecciones ante cortocircuito, sobre/
baja tension, sobre corriente y sobre
temperatura.

Estos convertidores CC/CC de alta
densidad de potencia cuentan con una
alta eficiencia de hasta el 92%, generan-
do menos pérdida y permite tempera-
turas de funcionamiento con disipador
de calor a plena carga de hasta 73°C
de temperatura ambiente (refrigera-
cién por conveccion natural), lo que
cumple los criterios de temperatura de
funcionamiento clase OT4, de acuerdo
con EN 50155. La versién “M3" hace re-
ferencia a una opcién que permite que
el convertidor funcione a temperaturas
de arranque extremadamente bajas
(-55°C). Especialmente disefado para
aplicaciones ferroviarias e industriales
exigentes en ambientes de tempera-

wie RGDI0W

tura extrema. El disefio compacto de
1"x1" simplifica el disefio, ahorrando
hasta un 50% de espacio en la PCB. Esta
serie estd certificada seguin las normas
IEC/EN/UL 62368-1, EN 50155 y EN
45545-2. Ademas, los niveles de impac-
to y vibracion cumplen con EN 61373
y MIL-STD-810F. Estos dispositivos son

Comartidarsd COTC Maluriliialed y Famowiiniod et

aptos para funcionar en una altitud de
hasta 5000 metros y estan disefiados
para trabajar en temperatura ambiente
desde -40°C hasta +105°C.

Electrénica OLFER y P-Duke ofrecen
una amplia gama de convertidores C&/
CC con certificacion EN 50155 desde
3W hasta 300W.

GST3G60A:
Adaptador ecoldgico

Serie
Industrial con alta
fiabilidad

Desde el lanzamiento de los pri-
meros productos de la familia GST de
MEAN WELL en 2015, los modelos de

Industrial y Ecolégico

GST360A

18-280W presentados posteriormente
han sido aceptados de buen grado por
el mercado, vendiéndose millones de
unidades cada afo.

Desde Electrénica OLFER y junto a
MEAN WELL, os presentamos la nueva
version de 360W para satisfacer las de-
mandas de mayor potencia. Un adap-

tador de nivel VI con alta eficiencia: la
serie GST360A.

El GST360A se diferencia de los
adaptadores de corriente mas comu-
nes a nivel de consumidor por tener una
durabilidad de grado industrial, con un
disefio altamente eficiente y respetuoso
con el medio ambiente. Este dispositivo
tiene una potencia de salida de 360W
y puede soportar una carga maxima de
450W (durante 3 sequndos). Adaptado
para funcionar en todo tipo de entornos
con un amplio rango de temperatura
de funcionamiento (-30°C - 70°C). Su
estricta seleccion de componentes, per-

mite una garantia de 3 anos. Ademas,
cuenta con certificacién de seguridad
para multiples paises de todo el mundo
y cumple con las normas internacionales
de eficiencia de nivel VI, lo que respalda
la reduccién de emisiones de carbono
durante el modo standby o en funcio-
namiento.

El GST360A es adecuado para equi-
pos comerciales, instrumentos indus-
triales y otros equipos donde la alta
eficiencia es fundamental. También para
otras aplicaciones como: Impresoras
3D, TPV, sistemas de juegos, altavoces
portétiles, PoE, etc.

Fuentes de alimentacion
IP67 con clase II: Series
PWM/NIPF/OWA-200

Ante la creciente demanda de pro-
ductos con disefo inteligente y para
aplicaciones de carga, MEAN WELL y
Electrénica OLFER contintian promo-
viendo productos adecuados en esta
linea. Hablamos de dispositivos con
carcasa de plastico de Clase II. Esto sig-

nifica que son productos sin conexién
a tierra (FG) y con un diseno de doble
aislamiento, lo que mejora significati-
vamente la seguridad de los sistemas y
de los usuarios.

Ademds, con esta tecnologia encap-
sulada de silicona, estas series cumplen
con el estandar IP67 a prueba de agua
y polvo, proporcionando a los clientes
productos mas seguros para entornos
industriales o exteriores con condiciones
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meteoroldgicas méas extremas. Recien-

temente hemos lanzado al mercado

productos de 200W con carcasa de
plastico (IP67) y de clase Il para diferen-
tes campos y aplicaciones:

¢ La serie PWM-200: disenados para
iluminacién LED y cumple con los
requisitos del estandar IEEE-1789,
sin parpadeo visible.

* La serie NPF-200: adopta modo
CC+CQV para tiras LED o luminarias
de corriente constante. El disefo de
regulacién de la curva lineal evita
parpadeo y también es adecuado
para iluminacién agricola.

Ambas series (PWM-200 y NPF-

200) cumplen con EN61347/GB19510

y UL8750.

e La serie OWA-200: disenada para

aplicaciones industriales y domés-
ticas. Adecuada para aparatos re-
lacionados con la carga eléctrica
o sistemas de control inteligente
para exteriores. Cumple con las cer-
tificaciones de equipos de tecno-
logia de la informacion UL62368
(nivel VI de Energy Star) y EN61558/
EN60335 para electrodomésticos e
industriales.
La serie OWA-200 proporciona di-
ferentes conectores de salida y a
prueba de agua (M15/M19) para
equipos de informacién o aplica-
ciones domésticas con el adaptador
para entornos himedos industriales
o exteriores.
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Un nuevo emulador en
circuito (ICE) aumenta
la productividad con
programacién y depu-
racién dotadas de nu-
merosas funciones

El emulador en circuito MPLAB® ICE
4 de Microchip es un sistema com-
pleto de emulacién, programacién
y depuracién que incorpora conec-
tividad inalambrica, depuracién de
potencia y perfilado del cédigo en
tiempo real mediante traza.

Los ingenieros de sistemas
embebidos que buscan el analisis
completo de los proyectos para
un desarrollo rdpido requieren un
hardware de emulacién que sea
facil de usar pero también potente.
Microchip Technology Inc. anuncia
el emulador completo en circuito
de proxima generacion MPLAB® ICE
4, una herramienta de desarrollo
para depuracién y programacion
destinada a los microcontroladores
PIC® y AVR®, los controladores de
sefnal digital (digital signal contro-
llers, DSC) dsPIC®, y los microcon-
troladores y microprocesadores
SAM de la compania.

El emulador en circuito (In-
Circuit Emulator) MPLAB ICE 4
es la herramienta de emulacion
y programacién mas rapida y con
més funciones de Microchip para
sus microcontroladores y micro-
procesadores. Permite depurar y
programar gracias a la interfaz gra-
fica de usuario, caracterizada por
su potencia y facilidad de uso del
entorno de desarrollo integrado
(Integrated Development Environ-
ment, IDE) MPLAB X. MPLAB ICE
4 proporciona una experiencia de
desarrollo flexible e incorpora ca-
pacidades de depuracién avanzada
para escribir cédigo con un con-
sumo eficiente, ademés de ofrecer
todas las funciones necesarias para
reducir el tiempo de depuracién.

“Los ingenieros pueden dispo-
ner de méas capacidades de desa-
rrollo gracias a este potente sis-

12

tema integral que ofrece nuevas
posibilidades y aplicaciones con
opciones mejoradas de hardware
y conectividad inaldmbrica”, se-
fial6 Rodger Richey, director de
la unidad de negocio de sistemas
de desarrollo de Microchip. “Jun-
to con las capacidades avanzadas
de supervision del consume, los
ingenieros de disefio embebido
pueden optimizar simultdneamen-
te el hardware y el software para
un disefno integral con un consumo
eficiente”.

El sistema MPLAB ICE 4 se co-
necta a través de SuperSpeed USB
3.0 o High-Speed USB 2.0 y dispo-
ne de opcion inaldmbrica mediante
conectividad Ethernet o Wi-Fi para
ofrecer flexibilidad y facilidad de
uso.

El sistema proporciona conec-
tividad Ethernet o Wi-Fi para una
eficiente programacién y depura-
cién inaldmbrica. La conectividad
Ethernet permite la depuracion
remota en aplicaciones supervi-
sadas a larga distancia. Ademas,
la conectividad Wi-Fi es excelente
para ofrecer aislamiento frente a
entornos como aplicaciones de
control de motores de alta tension
o sistemas flotantes sin conexién
a tierra.

El potente hardware del MPLAB
ICE 4 se integra en la configura-
cion de MPLAB X CI/CD a través de
Ethernet y permite disponer de una

% e

eficaz combinacion de hardware
en la conexién. Los disefadores
pueden utilizar el instalador de Cl/
CD para configurar Jenkins y Doc-
ker con la version mas reciente de
MPLAB X IDE v6.00.

Incorpora funciones de depura-
cién que permiten supervisar la re-
lacién entre el consumo y el cédigo
mediante MPLAB Data Visualizer.
Ademas, los ingenieros de sistemas
embebidos pueden extraer mas
informacion del cédigo recurriendo
a dos canales independientes de
deteccién de corriente con varias
resoluciones para medir y optimi-
zar el consumo de un disefo.

Los ingenieros pueden reducir
el tiempo de desarrollo gracias a
las funciones avanzadas de MPLAB
ICE 4, que ofrecen numerosas ca-
pacidades ampliamente utilizadas
de instrumentacion y traza de ins-
trucciones. Las diversas interfaces
y opciones de depuracién y pro-
gramacion de ICE 4 para conexio-
nes mediante tarjetas adaptadoras
ayudan a reducir ain més el tiem-
po de desarrollo.

El MPLAB ICE 4 depura y pro-
grama todos los microcontro-
ladores, controladores de sefal
digital y microprocesadores de
Microchip, simplificando de este
modo el proceso de disefio cuando
los desarrolladores migran de un
microcontrolador o microprocesa-
dor de Microchip a otro. Gracias

a su avanzado hardware, dispo-
sitivos compatibles, numerosas
funciones, fiabilidad y una total
integracion con la version mas re-
ciente de MPLAB X IDE v6.00, pro-
porciona un sistema de desarrollo
completo. Junto con el software
gratuito propietario de Microchip,
MPLAB X IDE para aplicaciones
embebidas, la compania suministra
una completa gama de compilado-
res gratuitos para optimizacién,
licencias de compiladores de nivel
profesional, licencias de seguridad
funcional y licencias de cobertura
de cédigo para desarrolladores.

Para mas informacién sobre el
emulador en circuito MPLAB ICE 4
visite la web de Microchip.

Precios y disponibilidad

El emulador en circuito MPLAB
ICE 4 DV244140 ya se encuentra
disponible por 1799 délares e in-
cluye un kit de accesorios. Los res-
tantes kits de accesorios se venden
por separado. El kit de accesorios
AC244140 para MPLAB ICE 4 de
Microchip tiene un precio de 350
dolares.

Para adquirir los productos
citados visite nuestro portal de
compras o contacte con un distri-
buidor autorizado de Microchip.
Para mas informacién, contacte
con un representante comercial
de Microchip o con un distribuidor
autorizado.
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Agilice el desarrollo de sus soluciones de seguridad embebidas con Trust Platform Design Suite (TPDS).

Esta plataforma de software, desarrollada para ofrecer soporte a la galardonada Trust Platform para la
familia CryptoAuthentication™ - nuestra solucion escalable y flexible para incorporar elementos seguros
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requisitos habituales del mercado.

Nuestro software mas reciente, ahora disponible en TPDS version 2 (v2), permite que socios terceros
afiadan sus propias aplicaciones, ampliando asi las numerosas opciones a disposicion de los
desarrolladores para implementar la mejor seguridad de su categoria. Otras mejoras son el soporte a otras
soluciones de seguridad como el TA100, el primero dispositivo criptografico auxiliar destinado al mercado
de automocion.

Principales caracteristicas

Flujo totalmente integrado que lleva de la solucién al suministro seguro en unos Pocos
pasos sencillos

Compatible con los sistemas operativos Windows® y macOS®

Disponible publicamente para su descarga con flujos Trust&GO y TrustFLEX

" Elnombrey el logo de Microchip, y el logo Microchip,

M I c R o c H I p & son marcas registradas. CryptoAuthentication es una
‘ 1 - marca de Microchip Technology Incorporated en EE.UU.
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Technology Inc. Todos los derechos reservados.
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Placas frontales para cajas robustas de
intemperie

Las nuevas placas frontales para
conectores circulares y rectangula-
res de Phoenix Contact amplian los
dmbitos de aplicacion de la familia
de cajas para intemperie ECS. Las
conexiones de equipos del tipo RJ45,
D-SUB o Variocon son particularmen-
te adecuadas para los requerimientos
de la industria del automovil o el
cableado de sensores/actuadores. Y
los pasamuros como PRC y Sunclix

ofrecen soluciones de conexién para
aplicaciones de radiotelefonia movil
0 energias renovables.

Las nuevas placas frontales se su-
ministran listas para el montaje y se
pueden atornillar de forma sencilla
con las cajas para intemperie ECS. De
esta forma se logran soluciones en-
volventes robustas y funcionales para
los sistemas electronicos integrados.
Las cajas y las placas frontales de

DE@CTH@EO@OTH xR @E

INSPIRING INNOVATIONS

policarbonato tienen indice de proteccién IP69 y resultan adecuadas para un
amplio rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. Los accesorios opcionales
para el montaje mural o en poste permiten el uso de estas cajas robustas

tanto en interiores como en exteriores.

Soluciones y servicios para conectar equipos de
forma segura

Conectores para Single Pair Ethernet,
universales hasta el Gltimo metro

Single Pair Ethernet (SPE) es la
nueva generacién de tecnologia
Ethernet que representa un cablea-
do de red eficiente y preparado para
el futuro.

Por primera vez, los conectores y
cables estandarizados permiten una
comunicacion ininterrumpida desde
los sensores a la nube. Con solo un
par de cables, puede transmitir datos
a una velocidad de 1 Gbps y potencia
hasta 60 W en un rango de hasta
1000 m, en todas las aplicaciones.
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Sus ventajas

* Con garantia de futuro: conecto-
res y cables normalizados segun
IEC63171-2 (IP20) e IEC 63171-
5 (IP67)

e En distintas aplicaciones: alcan-
ce de hasta 1000 m, velocidad
de transmision de datos hasta
1 GBit/s y potencias hasta 50 W

* Cableado eficiente: Plug & Play
también en infraestructuras de
cableado existentes

Las bornas para placa de circuito
impreso, los conectores y las cajas
para electrénica se incluyen entre los
elementos clave de la fabricacién de
equipos. En el proceso de la minia-
turizacion, sus disefos cada vez son
mas pequenos y robustos. Ademas,
deben ser fiables y de facil manejo,
asi como dejar mas espacio libre en la
planificacion y el disefio de equipos.
Como fabricante de equipos, apueste
por las soluciones de conexién de
Phoenix Contact para la transmisién
de sefales, datos y potencia.

Como socio de confianza, Phoenix
Contact ofrece a los fabricantes y
desarrolladores de equipos una am-
plia gama de tecnologia de conexién
para aplicaciones industriales o de
infraestructuras.

-

Sus ventajas

e Gama de productos Unica para
fabricantes de equipos gracias a
innovaciones orientadas al futuro
y a su elevada diversidad

* Productos duraderos por la ele-
vada calidad lograda gracias a
las pruebas de laboratorio estan-
darizadas y a los materiales de
alta calidad

e Asistencia técnica profesional
mediante asesoramiento perso-
nal, gestion de variantes flexible
y cdmodas herramientas online
como configuradores o servicios
de muestras

e Compra flexible y disponibilidad
en todo el mundo gracias al pe-
dido online y a una logistica fiable

e Compactos: las caras enchufables para puertos simples y multiples per-
miten densidades de empaquetado elevadas

* Facil integracién: variantes de conectores macho y hembra para sensores
inductivos establecidos y conexiones aéreas
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Building Intelligence

Con tecnologia de conexion inteligente

La inteligencia de los edificios esta cambiando la conexion de los equipos. En los edi-
ficios inteligentes, las diferentes aplicaciones deben estar conectadas en red de forma
distribuida, por lo que se necesitan conexiones de equipos estandarizadas para que
los sistemas individuales del edificio y sus aplicaciones puedan comunicarse entre si de
forma rapida y sencilla.

Mas informacién en phoenixcontact.com/smart-connectivity

@OeCTH@O@Oet N Ronma® @

INSPIRING INNOVATIONS


https://www.phoenixcontact.es

Noticias

Flas bams Crmpnraris

www.tme.eu/es

Nuevos conectores
sellados de alimentacion
CA de PCE

Serie TAURUSZ2 versatil y multicolor

PCE es una marca conocida en
Europa, que opera desde 1973 y
se especializa en la produccion de
conectores de alimentacion de alta
calidad y otros productos de la in-
dustria electrotécnica. La empresa
cuenta con sucursales ubicadas,

Contactos IP54

entre otras en Austria y Polonia (su-
cursal certificada 1ISO 9001:2010).
El Ultimo producto PCE en la
oferta de TME son conectores de
red estdndar europeos con estan-
queidad en clases IP20 o IP54 (re-
sistencia al polvo y alta humedad,

CARACTERISTICAS
Serie de conector TAURUS2
Tipo de conector de alimentacion CA (de red)
Clase de estanqueidad IP20 o IP54
Corriente nominal 16A
Tension nominal 250V AC
Diametro de filamentos 2,5 mm?
Sistema de salida 2P + PE

V)

Enchufe IP54

pulverizacién). Estos articulos proce-
den de la serie TAURUS2, sucesores
de la familia TAURUS presente en el
mercado desde 2012. Ademas de
un buen aislamiento, estas juntas
se caracterizan por su durabilidad
mecanica y quimica (en contacto
con queroseno y aceites). Gracias a
estas caracteristicas, asi como a la
capacidad de carga actual de 16A
(es decir, aproximadamente 3,5 kW),
los productos se pueden utilizar con
éxito en talleres mecénicos, parques
de méquinas, asi como en obras
de construccion. También son un
elemento excelente de instalaciones
en granjas y hogares (p.ej., para
jardineria).

El disefio moderno facilita la ins-
talacion de conectores en los cables
(2P+PE). Los terminales eléctricos

Conectores IP20

estan disenados para seccion trans-
versal de cable de 2,5mm?2. La oferta
de TME incluye tanto enchufes como
enchufes TAURUS2 - en colores dis-
tintivos que mejoran la visibilidad
y facilitan la identificacion de co-
nectores.

Los enchufes estan disponibles
con tapones aislantes. Ademaés, ofre-
cemos los productos en variantes
con un cable de proteccién con sa-
lida en un pin (estdndar de la UE) o
en el sistema aleman Schuko.

Contenido elaborado por Trans-
fer Multisort Elektronik Sp. z 0.0.

Fuente original del texto: https.//
www.tme.eu/es/news/about-pro-
duct/page/44727/nuevos-conecto-
res-sellados-de-alimentacion-ca-de-
pce/

Reguladores de
temperatura slim de la
serieTR1D de Autonics

Controladores de temperatura com-
pactos para carril DIN.

La oferta de TME incluye muchos
controladores dedicados a instala-
ciones de automatizacién industrial.
Uno de los proveedores mas cono-
cidos de este tipo de soluciones es
la marca Autonics. Hoy nos gustaria
presentarles a nuestros clientes una
serie de reguladores TR1D de este
fabricante.

Los reguladores PID (proporcio-
nales/ integrales/ diferenciadores)
pertenecen al equipo béasico de
muchos sistemas de automatiza-
cién industrial. Especialmente en
procesamiento de alimentos, indus-
tria quimica, plantas de moldeo de
plastico y campos relacionados. Los
reguladores permiten un control tér-
mico preciso segun los pardmetros
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configurados (temperatura maxima-
minima, histéresis, etc.), encendido
de los circuitos de calefaccion y re-
frigeracion, cerrando el circuito de
alarma en caso de sobrepasar los
valores extremos permisibles.

Moédulo TR1D

Los reguladores TR1D pueden
realizar con éxito todas las funciones
referidas. Ademas, los productos
Autonics se distinguen por un dise-
fio estrecho con un ancho de 22,5
mm para un riel DIN -lo que permite
una instalaciéon rapida y sencilla,
incluso en el espacio limitado del
armario de control. Una pantalla
clara de cuatro digitos facilita la
programacién y la verificacion del
estado del regulador.

Los TR1D ofrecen control de
temperatura de alta precision que
se logra mediante un sensor RTD o
termopar. Dependiendo del modelo,
los productos tienen una o dos sali-
das: relé (electromagnético o SSR) o

analdgico (transistor). También hay
productos equipados con médulo
de comunicacién RS485 compatible
con los protocolos Modbus RTU y
ASCII. Estos modelos también se
pueden programar a través de una
PC. En otras variantes, los ajustes
se realizan mediante los botones
instalados en el panel frontal. El
desglose de los productos disponi-

bles se muestra en la tabla al pie de
la pagina.

Contenido elaborado por Trans-
fer Multisort Elektronik Sp. z 0.0.

The original source of text:
https.//www.tme.eu/es/news/about-
product/page/44241/reguladores-
de-temperatura-slim-de-la-serietr1d-
de-autonics/

CARACTERISTICAS
Tipo de médulo regulador
Cantidad controlada temperatura
Tension de alimentacion de 100V a 240V AC
Montaje DIN
Tipo de entrada RTD, termopar

Tipo de salida 1

SPST-NO, SSR, analégica

Tipo de salida 2

SPST-NO, SSR, analégica

Tipo de salida 3

analégica, RS485

Salidas

abrazaderas de tornillo

Temperatura de trabajo

de-10°C a 50°C
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Mouser Electronics
presenta un nuevo nu-
mero de Methods. La
revista de tecnologia
utiliza la tecnologia in-
mersiva para explorar
las percepciones alte-
radas

Mouser Electronics, Inc. anuncia
el nimero mas reciente de la revista
de tecnologia y soluciones Methods.
Tecnologia inmersiva, el tercer nu-
mero del cuarto volumen, ofrece
una coleccién de articulos que ex-
ploran las tecnologias emergentes,
entre las que se incluyen la realidad
aumentada (RA), la realidad exten-
dida (RE), la realidad mixta (RM) y la
realidad virtual (RV), parte integrante
de nuestra forma de vivir, trabajar y

estudiar en los nuevos entornos sen-
soriales. Para leer el nuevo namero,
visite https://eu.mouser.com/news/
methods/2021-3/mouser-methods-
v4i3.html.

«Las tecnologias inmersivas, como
laRVyla RA, estan siempre en primer
plano porque las empresas innovado-
ras quieren redefinir la forma en la
que colaboramos, nos comunicamos
y pasamos el tiempo juntos», afirma
Kevin Hess, vicepresidente sénior de
marketing de Mouser Electronics. «El
numero mas reciente de Methods va
mas alla del ruido y explica algunas
de las tecnologias mas importantes
que apuntalan estas nuevas aplica-
ciones y lo que significan para el futu-
ro del trabajo y el entretenimiento».

El nimero Tecnologia inmersiva
incluye contribuciones de impor-
tantes expertos en la materia de los
campos de la robotica, la RV y la
colaboracion inmersiva. El nime-
ro ofrece varios articulos sobre los
avances tecnoldégicos y los retos de

ingenieria que conforman las nuevas
aplicaciones sensoriales, ademés de
textos sobre creacién de productos
y sonido 3D.

Ademas de la revista de tecnolo-
gia y soluciones Methods, Mouser
ofrece una amplia variedad de re-
cursos técnicos para compradores e
ingenieros de disefio, como blogs y
libros electrénicos. La plataforma de
contenidos de Mouser incluye exclu-

sivos recursos de disefio, documen-
tacién técnica, videos e informacién
sobre productos que permiten a los
ingenieros de disefio abrir nuevos ca-
minos en la innovacion y el desarrollo
de productos.

Puede consultar todos los nu-
meros de Methods, incluido el mas
reciente sobre tecnologia inmersi-
va, en https://eng.info.mouser.com/
methods-ezine/.

El sensor de E/S
BTE10 Sentrius de
Laird Connectivity,
nuevo en Mouser, hace
inaldmbricos los senso-
res cableados

Mouser Electronics, Inc. tiene
existencias del sensor de E/S BT610
Sentrius™ de Laird Connectivity. La
nueva plataforma de sensores Blue-
tooth® 5.0 convierte los sensores
cableados en nodos inaldmbricos
IP67 con bateria que proporcionan
mensajes seguros y fiables en aplica-
ciones como las de cadena de frio,
supervision de climatizacion, detec-
cion de CA en motores de induccién
monofasicos y trifasicos o supervision
de niveles de depésitos.

El sensor de E/S BT610 Sentrius
de Laird Connectivity, del que ya tie-
ne existencias Mouser Electronics,
recibe su alimentacion del médulo
Bluetooth BL654 de Laird Connec-
tivity, lo que permite que el sensor
proporcione toda la funcionalidad
del Bluetooth 5.0, también LE Coded
PHY. A nivel de hardware, el BT610
es compatible practicamente con
cualquier sensor externo estandar del
sector mediante una amplia variedad
de opciones de interfaz, como entra-
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das analogicas de proposito general,
entradas y salidas digitales de I2C, SPI
y UART, o en combinacién con un
conjunto de cable de sensor.

Las numerosas opciones de confi-
guracion permiten a los usuarios leer
los datos del sensor y elaborar infor-
mes a partir de esos datos, también
en la nube, y configurar eventos de
alarma con la aplicacién mévil asocia-
da para Android o i0S. Los usuarios
pueden utilizar el kit de desarrollo
de software Nordic nRF Connect o
el sistema operativo de tiempo real
Zephyr para desarrollar aplicaciones
personalizadas y cumplir sus propios
requisitos, o utilizar la aplicacion lista
para implementarse integrada en el
BT610. El BT610 cuenta con todas
las certificaciones de FCC, ISED, UE,
RCM y MIC y estd incluido en Blue-
tooth SIG.

Con una robusta carcasa IP67 que
incluye un respiradero a presion, una
antena interna de alta ganancia con
conector de bloqueo IPEX'y conecti-
vidad Bluetooth 5.0 de largo alcance
(LE Coded PHY), el BT610 es un sen-
sor ideal para entornos de Internet de
las cosas (loT) complicados en los que
la conectividad inaldmbrica fiable sea
esencial para mantener los sistemas
en linea y operativos.

Mouser también ofrece los equipos
basicos de loT 1G60-BL654 + BT610
Sentrius de Laird Connectivity. Estos
equipos contienen una puerta de
enlace loT inaldmbrica IG60-BL654
Sentrius con fuentes de alimentacion
globales, tres sensores de E/S BT610
Sentrius, tres conjuntos de cable de
termistor, aplicaciones méviles para
la configuracion y la plataforma de
evaluacién de supervision loT basada
en AWS gratuita de Laird Connectivi-
ty. Los usuarios pueden recibir datos

CONMECTIVITY

de los sensores BT610, recopilar la
informacion con la puerta de enlace
IG60-BL654 y enviarla a la nube con
AWS loT Greengrass.

Si desea mas informacion sobre los
equipos bésicos de loT 1G60-BL654
+ BT610 Sentrius, visite https://
eu.mouser.com/new/laird-connectivity/
laird-sentrius-ig60-bl654-bt610-kits/.

Para obtener més informacién so-
bre los sensores BT610, visite https:/
eu.mouser.com/new/laird-connectivity/
laird-sentrius-bt610-io-sensors/.
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Mouser Electronics
anade mas de 110
nuevos fabricantes en
2021, lo que amplia
aidn mas un catalogo
que va es lider del sec-
tor

Mouser Electronics, Inc. incor-
pord 113 nuevos fabricantes a su
catédlogo en 2021, cifra récord
con la que amplia de forma sig-
nificativa el nimero de productos
entre los que pueden elegir los
ingenieros de disefio y los profe-
sionales de compras de todo el
mundo. Al ofrecer a los clientes
una amplia seleccién de la tecno-
logia mas avanzada, Mouser ayuda
a los disefadores a evitar costosos
redisefios y retrasos en la fabrica-
cién o incluso en la finalizacion de
un proyecto.

Mouser colabora estrechamen-
te con sus mas de 1200 socios
fabricantes para proporcionar el
acceso més rapido y sencillo a los
componentes mas novedosos del
sector. En 2020 y 2021, mientras
numerosas empresas se enfren-
taban a los problemas que pro-
voco la pandemia en la cadena
de suministro, los fabricantes de
semiconductores y componentes
electrénicos contaron con Mou-
ser para ayudarles a presentar sus
productos con éxito en el mercado
mundial.

Casi un tercio de los nuevos
fabricantes incluidos en 2021 se
dedican a las soluciones integra-
das, prueba de la atencién que
Mouser dedica continuamente al
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Internet de las cosas (loT, por sus
siglas en inglés) y las soluciones
5G. En los ultimos afios, Mouser ha
reforzado sus lineas de soluciones
integradas y sensores para mejorar
su oferta de productos para el loT.
Ademas, el centro de distribucion
internacional de Mouser gestio-
na un enorme inventario de mas
de 1,1 millones de SKU Unicas de
componentes de todas las cate-
gorias de productos, en forma de
soluciones integradas, conectores,
sistemas optoelectrénicos, compo-
nentes pasivos y mucho mas.

Entre los nuevos fabricantes
que ha incorporado Mouser se en-
cuentran los siguientes:
¢ Fujitsu Semiconductor Memory

Solution, filial de Fujitsu Semi-

conductor que provee de me-

morias ferroeléctricas de acceso
aleatorio (FRAM) y memorias
resistivas de acceso aleatorio

(ReRAM) de alta calidad y gran

fiabilidad.

¢ Hartland Controls, empresa de
Littelfuse que provee de com-
ponentes para soluciones de
climatizaciéon y otras aplicacio-
nes industriales.

¢ MultiTech, importante provee-
dor global de dispositivos y ser-
vicios de 10T como soluciones
de sensores, autenticacion y
comunicaciones.

e Weidmdller, importante fabri-
cante de soluciones de loT y
conectividad industrial.

Para ver los socios fabricantes
mas recientes de Mouser, visite
https://eu.mouser.com/new-ma-
nufacturer/.

Herramientas
de desarrollo
en un lugar

Miles de herramientas de cientos
de fabricantes de confianza

MOUSER

ELECTRONICS

mouser.es/dev-tools
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Previsiones tecnoldgi-
cas para 2022: la in-
novacién se adaptara
para promover la elec-
trificacion e impulsar
el crecimiento

Vicor Corporation ha anunciado sus
previsiones sectoriales para 2022,
que cubren 3 areas: automocion,
computacion de alto rendimiento,
y aeroespacial y defensa.

Otro ano de crisis por la CO-
VID-19 ha demostrado que el im-
pulso de las soluciones de potencia
innovadoras apenas ha disminuido,
si bien este avance conlleva sus pro-
pias dificultades. Los tres ejemplos
siguientes reflejan cdmo puede
aprovechar cada sector el auge de
la electrificacién y la creciente ne-
cesidad de soluciones modulares,
entre otros retos y tendencias que
experimentara el sector mientras
nos acercamos al tercer afo de una
pandemia global.

Previsiones para automocion — Los
vehiculos eléctricos perderan hasta
12 kg y los fabricantes buscaran
maneras innovadoras de prolongar
la vida util de las baterias (por Ni-
colas Richard, Director de Desarro-
llo del Negocio de Automocién en
EMEA de Vicor)

Los vehiculos eléctricos actuales
incorporan hasta tres baterias sepa-
radas: una de 400V o 800V (bateria
de traccion) y un sistema de distri-
bucién que se alimenta con baterias
secundarias de 12V y 48V. Los fa-
bricantes tratan de disminuir el peso
del vehiculo y pueden eliminar hasta
12 kg en los vehiculos eléctricos de
baterias (VEB), asi como reducir la
complejidad del sistema de alimen-
tacién, configurando para ello la
bateria de traccion de forma que
alimente las cargas de la bateria
de 12V.

Esto hace que la bateria de 12V
sea redundante y desechable. A
medida que avance 2022, espera-
mos que este enfoque modular de
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la alimentacién sea adoptado por
los OEM que tengan como objetivo
electrificar y diferenciar sus flotas,
ofreciendo una mayor autonomfa y
un mejor rendimiento total.

También prevemos un impulso
en la reutilizacién de las baterfas de
los VE para que puedan ser aprove-
chadas por las carretillas elevadoras
eléctricas o como alimentacion de
reserva en las viviendas. Existe un
creciente interés por parte de los ve-
hiculos comerciales de alta potencia
en el uso de células de combustible
de hidrégeno para su alimentacion
y ello generard una demanda mu-
cho mayor de conversién CC/CC de
alta eficiencia.

Por ultimo, dentro del propio
vehiculo, el confort de marcha tam-
bién serad cada vez mas importante
para el conductor y los pasajeros.
Creemos que habrd una demanda
mucho mas grande de suspensién
activa basada en un sistema eléc-
trico y ello implicard una vez mas
la necesidad de soluciones de ges-
tién de la alimentacién con mas
eficiencia.

Previsiones para computacion de
alto rendimiento — El crecimiento de
los centros de datos se sequird ace-
lerando catalizado por la pandemia
(por Lev Slutskiy, Director Regional
de Vicor)

En 2022, el mercado mundial de
la computacion de alto rendimiento
seguird creciendo a partir de unos
147.000 millones de ddlares en el
afo pasado y con un crecimiento
medio interanual previsto del 27,4%
hasta 2028

. Entre los principales factores
que contribuirdn a este crecimiento
se encuentran la mayor actividad
en la nube, la optimizacion de los
centros de datos, las plataformas
de redes sociales y la eclosion de los
datos como servicio.

Pensamos que se seguira produ-
ciendo el debate para la adopcién
de la alimentacion CA o CC entre los
operadores de centros de datos. En-
tre las ventajas de la distribucion de
CC se encuentran la eliminacion de
grandes sistemas SAlI CA/CC y que
desaparezca la preocupacién por la
distribucién de las cargas informati-
cas. Los modernos centros de datos

recurren al enfoque méas habitual de
conectar el edificio a CA trifasica y
luego dividirla en tres lineas de CA
monofésicas con el respaldo de sus
propios SAI.

La tendencia hacia una mayor
cuota de energia “verde” renovable
sigue su curso y la CC de alta ten-
sidn serad suministrada por la fuente
de energia primaria en un mayor
numero de casos, especialmente en
el borde (edge).

La COVID-19 ha acelerado el
crecimiento de los datos y esta ten-
dencia tendré continuidad tras la
pandemia. A medida que se intro-
duzca 5G, la infraestructura de la
red serd mas complicada ya que
habrd un mayor nimero de nodos
informaticos mas cerca del usuario
con el fin de reducir la latencia y de
permitir el uso de aplicaciones loT.

El desarrollo de loT implicara la
necesidad de una mayor potencia
informatica para mejorar la segu-
ridad y la demanda de potencia
informatica en aplicaciones en el
borde, intermedias (fog) y centrali-
zadas. Vicor aborda esta tendencia
desde un inicio, construyendo para
ello los convertidores de potencia
mas pequefos y mas densos. Esta
claro que los centros de datos han
de reducir su consumo de energia
mediante la incorporacién de mé-
dulos densos de potencia, lo cual
a su vez minimiza la carga de aire
refrigerado.

Las cadenas de suministro siguen
sufriendo trastornos y creemos que
estas dificultades se mantendran al
menos hasta finales de 2023.

Previsiones para el sector de defen-
sa y aeroespacial — La innovacién y
la demanda de una mayor eficiencia
sequiran existiendo pese a la pande-
mia y a la escasez de personal cuali-
ficado (por Teo Delellis, Director de
Desarrollo del Negocio Aeroespacial
de Vicor)

La innovacién y la demanda de
una mayor eficiencia seguira ge-
nerando un creciente interés en la
electrificacién con el objetivo de
sustituir los sistemas mecanicos
y los combustibles quimicos. Por
ejemplo, los sumergibles avanza-
dos estan sustituyendo los sistemas
hidraulicos por eléctricos, mientras

que los aviones eléctricos baten
récords de autonomia y velocidad.

La gestién de la alimentacion
seguirad siendo primordial en los
drones eléctricos, mientras que el
creciente interés en las armas de
energia dirigida como los laseres
instalados en barcos y vehiculos
exigird soluciones para gestionar
nuevas fuentes de energfa como las
baterias de estado sélido.

También se registra un incre-
mento en la demanda de tecnolo-
gias electronicas de potencia que
cumplan los requisitos de estan-
dares como la arquitectura SOSA
(Sensor Open System Architecture).

La recuperacién tras la pandemia
provoca el resurgimiento de la de-
manda de sistemas electronicos en
los mercados militar y aeroespacial.
Como consecuencia de ello, Vicory
otras compafias han alargado los
plazos de entrega de algunos pro-
ductos. Se espera que esta situacion
se prolongue hasta bien entrado
2022, si bien Vicor lo mitiga am-
pliando sus centros de produccion.

Otra consecuencia de la pande-
mia se puede observar en el ambito
de la aviacién civil, donde los viajes
en avién aun no han recuperado su
nivel previo a la COVID. Esperamos
que serd en 2023 cuando tanto la
aviacién civil como el mercado de
posventa recuperen dichos niveles.

Igual que ocurre en otros secto-
res de la ingenieria, seguimos ob-
servando una creciente escasez de
personal cualificado. Se estima que
en el afno 2030 faltardn hasta 85
millones de empleos vacantes por
falta de personal cualificado, lo cual
equivale a 8,5 billones de doélares
segun un reciente informe de Korn
Ferry. La contratacion de ingenieros
jovenes podria ser primordial para
prevenir una escasez prolongada
y se podria lograr en este sector
mediante la adopcion de innova-
doras tecnologias eléctricas que
demuestra coémo esté respondiendo
la industria a la preocupacién por el
medio ambiente y el compromiso
con las energias renovables.

El pujante sector especial eu-
ropeo también utilizard en mayor
medida la propulsion eléctrica en
los vehiculos espaciales, principal-
mente en las nuevas constelaciones
de satélites de banda ancha.
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Convertidor DC/DC a
nivel de chip para au-
tomocién y medicina-
-BO505ST16-W5S

Nuevo convertidor de CCa CC a nivel
de chip

Basandose en la tendencia de
la integracion de chips, MORNSUN
lanza el convertidor CC a CC ais-
lado a nivel de chip, de referencia
BO505ST16-W5 para aplicaciones de
gama alta. Este convertidor CCa CCa
nivel de chip BO5055T16-W5 adopta
una tecnologia de nueva generacion,
mejorando la tecnologia del circuito
interno y el rendimiento eléctrico
para lograr la miniaturizaciény la in-
tegracion funcional. Es la solucién de
alimentacién ideal para aplicaciones
de electrénica de automocion, equi-
pos médicos, electricidad, control
industrial, etc.

DisefAo para cumplir los requisitos
de las aplicaciones médicas y de
automocion

El BO505ST16-W5 es un conver-
tidor CC-CC de alto aislamiento y
alto voltaje. Cumple los requisitos
de proteccién de aislamiento de 2
MOPP y cuenta con una tensién de
aislamiento de 5000VAC, una ten-
sion de funcionamiento del sistema
de hasta 849VDC, una capacitancia

MORNSUN®

Chip-level DC/DC converter for automotive
and medical - BO5S055T16-W5

i Design to moet automotivg and medical application reguircments

4in 1, adjuestaide cutput voltage 3.3%, 3.7V, 5.00, 5.4

LR C el L0 28WE SPaCE

de aislamiento tan baja como 3,5pF, y
cumple con la norma IEC/EN 60601.

Su rango de temperatura de tra-
bajo es tan amplio como -55°C a
+125°C, lo que hace que funcione
de forma estable en diferentes en-
tornos dificiles. Funciona bien con
un 55% de carga a 125°C, lo que lo
hace apto para aplicaciones de altas
temperaturas, como la electrénica
exigente del automovil.

4 en 1: 4 salidas ajustables de 3.3V,
3.7V, 5.0V, 5.4V logradas por TRIM
El chip adopta una arquitectura
de control Unica con un bucle de
retroalimentacion incorporado, que
puede responder rapidamente a los
cambios de carga y lograr una sali-
da regulada. 4 tensiones de salida
diferentes de 3,3V, 5V, 3,7V y 5,4V
pueden ajustarse con precision y rea-
lizarse mediante el pin TRIM. El uso
del mismo madulo para obtener dife-
rentes salidas para diferentes disposi-

tivos puede ayudar a disminuir la lista
BOM y reducir el coste de gestion.

Ultra-compacto para ahorrar espacio

Este producto altamente integra-
do en el encapsulado SOIC16 (10,3 x
10,3 x 2,5 mm) sélo pesa 0,35 g (ti-
pico). Es adecuado para el disefio de
espacio limitado de los dispositivos
de mano y los dispositivos portétiles
para ahorrar espacio de disefio de
PCB de los clientes, y coincide per-
fectamente con los escenarios de uso
de los clientes y las tendencias de la
tecnologia industrial.

Aplicacion

El convertidor de CC a nivel de
chip BO505ST16-W5 puede alimentar
varios aisladores y se utiliza principal-
mente en aplicaciones que requieren
el soporte de una alta tension, una
alta tension de aislamiento, una baja
capacitancia de aislamiento, una baja
corriente de fuga y un tamafio redu-

cido. Es adecuado para la electronica
del automovil, la medicina, la electri-
cidad, el control industrial, etc.

Caracteristicas

* Tensién de prueba de aislamiento
de E/S 5kVAC, aislamiento refor-
zado.

* Distancia de separacion eléctrica/
de fuga =8mm, 2 MOPP

* Rango de temperatura de funcio-
namiento: -55°C a +125°C

* Tension de salida ajustable: 3,3V,
3,7V, 5,0V, 5,4V

e Circuito de arranque suave in-
tegrado para evitar la corriente
de entrada y el sobre-impulso
de salida

* Protecciones de sobre-tempera-
tura, sobre-carga y corto-circuito

¢ Formato SOIC16

* Disefio para cumplir con la norma
AEC-Q100

e Disefio para cumplir la norma
EN60601-1

Convertidor de CA/CC de 10 W vy dos salidas ultrapecquenas Serie LS10-13Dxx

10W ultra-small dual-outputs AC/DC converter

L510-130%X Series

Widle cperating lem poratuore racpe: -40°C ko +B55C

‘:_'-h Rerncwes all redurdant desiges. e ble desagn lof various applicabon

'@ Dutput short cinoult, ower-curment, over-voltage profections
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MORNSUN’

MORNSUN amplia la serie LS
con salidas dobles en la tecnologia
305RAC como respuesta a las de-
mandas del mercado. Ademas de la
serie LS05-13Dxx de doble salida de
S5W y la serie LS05-13Hxx de doble
salida aislada de 5W, presentamos
la nueva serie LS10-13Dxx de doble
salida de 10W, que puede utilizarse
ampliamente en sistemas de control
industrial, hogares inteligentes, edi-
ficios inteligentes, agricultura inteli-
gente, electrodomésticos, etc.

Los productos de 10W mantie-
nen las mismas ventajas de esta se-
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rie, como el tamafo ultra-pequeno
(34,5x18x14,75mm), el amplio ran-
go de tensién de entrada, el amplio
rango de temperatura de funciona-
miento y el circuito periférico sen-
cillo. Cumple con las normas IEC/
EN61558, [EC/EN60335, UL/IEC/
EN62368, con funcion de proteccion
completa, y con proteccion de corto-
circuito de salida, sobre-corriente y
sobretension, que puede funcionar
de forma establey fiable y es adecua-
da para una variedad de entornos de
trabajo complejos.

Ventajas del convertidor AC DC LS10-

13Dxx

e Tamano ultrapequefo
(34,5x18x14,75mm).

* Amplio rango de tensién de en-
trada: 85-305VAC/70-430VDC.
Como parte de la tecnologia
305RAC (fiable en todas las con-
diciones), LS10-13Dxx puede al-
canzar un rango de tension de
entrada de 85 VAC a 305VAC,
que cumple con los requisitos
de tension universal global de
110/220/277VAC en diferentes
regiones de la red.

* Amplio rango de temperatura
de funcionamiento: de -40°C a
+85°C (sin reduccion de potencia
a baja temperatura)

e Salida estable, con funcién de
protecciéon completa

1. Proteccion de cortocircuito
de salida, sobre-corriente y
sobretension;

2. La precision de la tensién prin-
cipal es del 2%, y la regulacién
de la carga es del 1%;

3. Regulacion cruzada: < 30%

e Circuito periférico simple, buen
rendimiento EMC
1. Puede lograr diferentes re-

quisitos con un circuito peri-
férico simple para diferentes
aplicaciones, y es adecuado
para condiciones interiores y
exteriores pobres que tienen
requisitos de tension de en-
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trada, temperatura, altitud e
interferencia electromagné-
tica, etc.

2. Estd disenado para lograr la
radiacion de comportamiento
CLASE B con un simple circuito
periférico.

3. Esta disefado para alcanzar el
EFT IEC/EN61000-4-4 +4kV
(Circuito de aplicacién 1, 2,
3,4)

4. Esta disenado para lograr una
sobretensién IEC/EN61000-4-
5 de linea a linea £1kV (cir-
cuito de aplicaciéon 1, 2)/ de
linea a linea £2kV (circuito de
aplicacién 3, 4)

Aplicaciones del convertidor AC DC
LS10-13Dxx

La serie LS10-13Dxx puede ser
ampliamente utilizada en sistemas
de control industrial, casas inteligen-
tes, edificios inteligentes, agricultura
inteligente, electrodomésticos, espe-
cialmente adecuados para la aplica-
cién donde se requiere un tamano
pequefio y bajo costo.

Caracteristicas del convertidor AC DC

LS710-13Dxx

* Rango de tensién de entrada
ultra amplio: 85-305VACy 70-
430VDCQ)

e Cumple con los requisitos glo-
bales de tensién universal de
110/220/277VAC) en una region
diferente

¢ Amplio rango de temperatura de
funcionamiento: -40°C a +85°C

* Disposicion flexible para multiples
aplicaciones

e Tamafho compacto
(34,5x18x14,75 mm), alta densi-
dad de potencia, con doble salida

* 3600VAC de alto aislamiento

e Proteccién contra cortocircuitos
de salida, sobre-corriente y so-
bretensién

e Cumple con las normas IEC/
EN61558, [EC/EN60335, UL/IEC/
EN62368
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Digi-Key Electronics
agrega mas de 500
proveedores nuevos
v 125,000 SKU en
2021

Entre los proveedores destacados
se encuentran Siemens, Schneider
y QuickLogic

Digi-Key Electronics, que ofrece
la mayor seleccién del mundo de
componentes electrénicos en stock
para su envio inmediato, anuncio
que amplié significativamente su
cartera en 2021 agregando mas
de 500 proveedores nuevos en su
negocio principal, el Mercado de
Digi-Key y el programa Fulfilled by
Digi-Key. También agregé mas de
125,000 SKU nuevos a su unidad
de negocio principal en 2021.

“Estamos encantados de seguir
apoyando a la comunidad de in-
genieros con las tecnologias mas

nuevas”, dijo David Stein, vicepre-
sidente de Administracién Global
de Proveedores de Digi-Key. “In-
cluso con las dificultades de este
afio y los proveedores teniendo
que lidiar con muchos factores
anormales, tuvimos la capacidad
de incorporar a mas de 500 pro-
veedores para garantizar que te-
nemos los ultimos productos para
apoyar las necesidades de este afio
y en 2022 de la comunidad global
de ingenieria. Nos centramos en
seguir incorporando todas las tec-
nologias adecuadas para apoyar
los disefos del futuro”.

Algunos de los proveedores cla-
ve afadidos a la cartera de Digi-
Key en 2021 son Siemens, Schnei-
der y QuickLogic. La incorporacién
de mas de 500 proveedores nuevos
este afio eleva el nimero total de
proveedores de Digi-Key a més de
2,000 proveedores disponibles en
todo el mundo, con mas de 12.6
millones de productos Unicos.

Digi-Key continta ampliando
la diversidad de sus productos y
proveedores en nuevas categorias
de productos con su Mercado de
Digi-Key, una fuente Unica para

todos los aspectos de la innovacion tecnolégica, incluidas las placas
de circuito impreso vacias, la automatizacién industrial, la prueba y la
medicién, las soluciones de loT y practicamente todo lo relacionado y
adyacente a la innovacion tecnoldgica, todo a través de una experiencia
de compra singular. Los productos del Mercado suelen enviarse en un
plazo de 1 a 5 dias directamente desde el proveedor.

Al utilizar el almacén y el centro de logistica de Ultima generacién de
Digi-Key, el programa Fulfilled by Digi-Key aporta las capacidades de un
almacén 3PL junto con una base de clientes global de larga data y un
sitio web de transacciones y cumplimiento a pedido de clase mundial
para comercializar, vender, recoger, empacar y enviar los productos de

un proveedor a todo el mundo.

Para obtener mas informacién sobre Digi-Key, visite el sitio web de

Digi-Key.

Digi-Key se asocia con
CalcuQuote para inte-
grar Quote API y per-
mitir a los clientes un
camino mas facil para
asegurar precios du-
rante treinta dias

Digi-Key Electronics, que ofrece
la seleccion mas grande del mundo
de componentes electrénicos en
stock para envio inmediato, se ha
asociado con CalcuQuote para in-
tegrar su tecnologia con Quote API
de Digi-Key, lo que proporcionara
a los clientes un punto de entrada
aun mas facil para conectarse con
las API lideres de la empresa con
una menor inversion en desarrollo.

Digi-Key se ha integrado con Cal-
cuQuote en su Quote APl para
clientes

La Quote API de Digi-Key asegu-
ra los precios durante treinta dias
en comparacién con las opciones
de disponibilidad y precio estan-
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dar, y ofrece un proceso de pedido
mas fluido con cotizaciones mas
eficientes y datos en tiempo real a
pedido. A través de esta asociacién
con CalcuQuote, los clientes de
Digi-Key pueden tener confianza
en los precios que se les cotizan y
no necesitan invertir en un extenso
desarrollo de software para apro-
vechar la tecnologia.

“Estamos orgullosos de apro-
vechar esta integracién con Calcu-
Quote para que nuestra Quote API
brinde a los clientes una opcién
rentable y rapida para conectarse
a las soluciones de API de Digi-
Key”, afirm6 Nathan Pray, gerente
de la oficina de tecnologia digital
de B2B en Digi-Key. “Esta integra-
cion facilita a los profesionales
de compras de todo el mundo la
experiencia de realizar pedidos de
forma més fluida y eficiente, a la
vez que aseguran los precios du-
rante treinta dias”.

“Con esta actualizacién pione-
ra, los clientes y los representantes

CalcuQuote

de Digi-Key tienen acceso a la mis-
ma informacion, lo que garantiza
que el precio sea valido durante
treinta dias”, afirmé David Sharp,
vicepresidente de producto de Cal-
cuQuote. “Nuestros clientes ganan
confianza, incluso en medio de un
mercado volatil, y CalcuQuote es el
primero en hacerlo posible”.

Para obtener mas informacion
sobre las soluciones de API de Di-
gi-Key, visite su sitio web, donde
también puede solicitar un libro
electrénico gratis para obtener
més informacion sobre los benefi-
cios que pueden ofrecer las herra-
mientas de API de Digi-Key.

elisa company

Acerca de CalcuQuote

CalcuQuote proporciona soft-
ware de cadena de suministro y
cotizaciones para la industria de
servicios de produccién electrénica
(EMS).

Con un enfoque en el futuro,
CalcuQuote mejora la velocidad, la
precision y la eficiencia del proceso
de cadena de suministro y cotiza-
cion optimizando las operaciones
e implementando soluciones di-
gitales sostenibles. Fundada en
2014, CalcuQuote actualmente
presta servicios a mas de doscien-
tas empresas de EMS en veinticua-
tro paises.
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Adler Instrumentos presenta el nuevo AVX-10K es un equipo portatil para
pruebas en rampa de sistemas de avidnica, que combina la funcionalidad de
comprobacién de transpondedores A, Cy S, ADS-B, sistemas TCAS / TIS y
DME, con la funcionalidad de comprobacion de radioayudas a la navegacion
aérea, ILS, VOR y sistemas de comunicacion Marker Beacon y VHF / UHF.

El comprobador AVX-10K se ofrece en distintas versiones y proporciona
una solucion de prueba completa en un solo equipo de medida, configurable
mediante aplicaciones de software y adaptable a las necesidades actuales
de comprobacion en rampa de lineas de vuelo.

Basado en las funcionalidades de
los populares IFR4000 e IFR6000,
el AVX-10 es la nueva generacién
de equipos para labores de man-
tenimiento en rampa y pruebas de
Comunicaciones (AM/FM, HF, VHF,
SSB, SELCAL), Navegacién (ILS, LOC,
GS, MB, VOR, DME, ELT) y Vigilancia
Aérea (Transpondedores modos A,
Cy S, ADS-B, TCAS I/ll y TAS, GICB,
UAT, FIS-B). Adicionalmente ofrece
medidas de ELT (de 121,5/243/406
MHz), R.O.E. y DTF distancia a fallo
en cables coaxiales.

Configuraciones AVX-10K

¢ AVX-10K-FLTS — Equipo base
Unicamente. Permite al usuario
elegir qué opciones de hardware
y software desea.

e AVX-10K-NAV — Configuracién
de comunicaciones y navegacion

Noticias

Comprobador de lineas de vuelo AVX-10 - VIAVI

que incluye las opciones de soft-
ware NAV / COMM mostradas
y todo el hardware necesario.
Este paquete es comparable al
IFR4000.

AVX-10K-SVLC — Configuracién
de vigilancia aérea que incluye
opciones de software de trans-
pondedor, ADS-B y DME y todo
el hardware necesario. Este pa-
quete es comparable al IFR6000.
AVX-10K-CN — Configuracion
de comunicaciones, navegacion
y vigilancia que incluye todo el
hardware para admitir todas las
opciones de software. TCAS, UAT
y ELT son opcionales.

Mas informacion:

Adler Instrumentos

t: 91 358 40 46
www.adler-instrumentos.es
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Serie TPC-B610 - Pa-
nel PC tactil industrial
de sobremesa de alto
rendimiento sin venti-
lador con procesador
Intel de 10° Generacién
v flexibilidad modular

Advantech presenta la serie TPC-
B610 como novedad dentro de su se-
rie de ordenadores modulares TPC. La
serie TPC-B610 consiste en un sistema
panel PC tactil industrial con z6calo
para procesador Intel de 102 Gen. en
un disefio sin ventilador que incorpora
seis puertos USB y expansiones 1 x PCle
x16, 1 xPClexdy 2 xM.2 (NVMe, SATA,
5G) para cumplir los requisitos mas
exigentes en procesamiento de datos e
imagenes. Gracias a su especial disefio
modular, el TPC-B610 se puede conec-
tar a varios médulos de pantallas FPM
con proteccion IP66 de seis tamanos
diferentes entre 15"y 23,8" y versiones
FHD, téctiles capacitivas por proyeccion
(P-CAP) y resistivas.

La funcién avanzada iBMC permite
una gestién fiable del dispositivo fuera
de banda y el TPC-B610 ahade TPM
2.0, que garantiza la integridad del
sistema. EI TPC-B610 se suministra en
dos versiones: TPC-B610H-AQOA, una
potente unidad, atractiva pero senci-
lla, con procesador Intel de 102 Gen. y
un PCle x16; y TPC-B610W-AO0QA, un
sistema informatico avanzado con to-
das las expansiones. La serie TPC-B610
demuestra cdmo deberia ser el interfaz
hombre maquina (HMI) del futuro y
pone a su alcance los sistemas HMI de
la Industria 4.0.

Diseno modular flexible con numerosas
pantallas opcionales

El disefio modular del TPC-B610
permite su conexién a seis pantallas
con proteccion IP66 de tipo tactil P-
CAP o resistivas en tamanos de 15",
15,6",17",18,5",21,5"y 23,8". Entre
ellas, los modelos de 15,6", 21,5" y
23,8" ofrecen resolucion FHD y repre-
sentan un sistema HMI muy flexible y
adaptado a todos los requisitos de cada
aplicacién. TPM 2.0 protege los datos
confidenciales mediante el cifrado de
las unidades de disco duro y SSD, se
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suministra con Win 11y es compatible
con RAID 0/1, asi como con la nueva
solucion de gestion fuera de banda de
Advantech, un controlador de gestion
de tarjeta inteligente denominado iBMC
que reduce el tiempo de inactividad del
sistema por medio de la gestion fuera
de banda y permite el control remoto
de la alimentacion incluso si hay un
fallo del SO.

Tres aplicaciones para que sus aplicacio-
nes de Industria 4.0 estén preparadas
para el futuro

Hay tres aplicaciones principales que
se veran beneficiadas con el potente
rendimiento del TPC-B610 para el pro-
cesamiento de datos e imagenes.

Inspeccién de defectos

Las dos ranuras PCle del TPC-B610
seran beneficiosas para sectores como
alimentos y bebidas, que exigen el
maximo control de calidad durante el
procesamiento y la fabricacion. Las ca-
maras PoE desempefian un papel crucial
para garantizar el cumplimiento de las
normas de calidad y se pueden instalar
facilmente en el TPC-B610 accediendo
por su parte lateral. Se pueden utili-
zar hasta 8 cdmaras simultdneamente
gracias a las dos ranuras PCle y al ren-
dimiento del procesador multintcleo.

Célculo de datos e imagenes

Con PCle x16, PCle x4 y las ranuras
M.2 2280 NVMe, los fabricantes de
electrénica pueden aprovechar al méxi-
mo la tarjeta gréfica industrial (hasta
75W) y el SSD M.2 2280 con NVMe

AMANTECH

para crear un sistema HMI de gama alta
con potentes capacidades para image-
nes y dibujo facilitadas por la precisién y
la velocidad de las velocidades de lectu-
ra/escritura de los SSD de sefial NVMe.
Cuando es necesario, los datos también
se pueden transmitir por medio de mé-
dulos M.2 4G/5G que transmiten datos
en tiempo real de forma remota y local.

Reconocimiento facial

Las capacidades graficas internas
permiten que el TPC-B610 puedan iden-
tificar facilmente las caras y el aspecto
de cualquier objeto o persona aunque
lleven puesta una mascarilla quirirgica
o el objeto se mueva de manera cons-
tante. Esto resulta de mucha ayuda para
las empresas farmacéuticas y los fabri-
cantes de equipos médicos, que exige
un doble mecanismo de identificacion
que realiza el reconocimiento instanta-
neo de caras antes de que el panel PC se
desbloguee y utilice con éxito.

Para ser compatible con SO embebi-
dos, el TPC-B610 cuenta con opciones
para Windows Microsoft 10 LTSC y
Advantech Linux. Gracias a la incorpo-
racion de TPM 2.0 se puede solicitar la
compatibilidad con el SO Windows 11.
Por lo que se refiere a las aplicaciones,
VisionNavi de Advantech ofrece una
plataforma preparada para soluciones
distribuidas de vision artificial e indicada
para inspeccién de defectos. Faceview
es un software de reconocimiento facial
basado en IA sin contacto,

WISE-DeviceOn es una herramienta
de gestion remota de dispositivos con
iBMC, mientras que WebAccess/SCADA

y WebAccess/HMINavi son herramientas
de software basadas en la web que
disponen de numerosas funciones para
la implementacion completa de la ar-
quitectura SCADA y HMI con el fin de
construir una fabrica de la Industria 4.0
y un entorno industrial con control local
y remoto.

Por lo que respecta a la expansion
del hardware y con el objetivo de conse-
guir el procesamiento mas avanzado de
imagenes instalando NVIDIA GTX-1650
o AMD-E9260, estas tarjetas graficas
industriales pueden potenciar el ren-
dimiento gréfico 3D y las capacidades
de IA. Ademés, para aplicaciones que
requieran camaras PoE destinadas a
inspeccion visual o lineas de produccion
se pueden emplear las tarjetas para
captura de imagenes PCl Express GigE
PCIE-1674 o PCIE-1182 con 4 puertos
0 2 puertos de Advantech de manera
simultdnea a través de las dos ranuras
PCle, que admiten hasta 8 camaras
PoE. A ello se suma que, al aplicar las
versiones con un amplio rango de tem-
peratura de memoria y HDD/SSD, el
TPC-B610 cubrird la mayor parte de las
exigencias de su aplicacién.

La serie TPC-B610 de Advantech
ofrece el primer panel PC t4ctil industrial
que puede proporcionar todas estas
funciones de alto rendimiento gracias a
su zécalo para procesador Intel de 102
Gen. y a una expansion de software y
hardware preparada para el futuro.
Sus dos ranuras PCle, junto con sus
numerosas expansiones, hacen que sus
aplicaciones de la Industria 4.0 estén
preparadas para el futuro.

Industrial HMI Sulutiun Lineup
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Keysight es la Primera
en Suministrar un Sis-
tema de Pruebas Over-
the-Air para mmWave
5G Autorizado por
CTIA

Acelera el despliegue de conectividad
inalambrica de banda ancha utilizan-
do banda alta del espectro en los
Estados Unidos

Keysight Technologies, Inc. ha
anunciado que es la primera en sumi-
nistrar un completo sistema de prue-
bas over-the-air (OTA) para mmWave
5G autorizado por el CTIA para la
validacién de prestaciones de disposi-
tivos transceptores en un entorno de
laboratorio, acelerando el despliegue

de conectividad inaldmbrica de ban-
da ancha en EE.UU.

Keysight es el primer proveedor
de medida y prueba que obtiene la
autorizacion de fabricante de siste-
mas por parte del CTIA, una organi-
zacién que representa a la industria
de comunicaciones inaldmbricas en
EE.UU. y a empresas de todo el eco-
sistema movil. Muchas aplicaciones
5G avanzadas requieren de amplios
anchos de banda, que so6lo estan
disponibles en el segundo rango de
frecuencias (FR2) del espectro para
soportar tasas de datos ultra altas y
latencias ultra bajas.

“Nos complace dar soporte al de-
sarrollo de especificaciones del CTIA
criticas para la disponibilidad de velo-
cidades multigigabit que son esencia-
les para casos de uso 5G avanzados
tales como acceso inaldmbrico fijo
y fabricas inteligentes,” dijo Roger
Nichols, director de estandares ina-
ldmbricos en Keysight Technologies.

“Keysight aprovecha su gran expe-
riencia en tecnologia 5G mmWave,
asi como en metodologia de pruebas
OTA, para contribuir al desarrollo de
los planes de pruebas para FR2 por
parte del CTIA, y asegurar que nues-
tro sistema cumple con los estrictos
requisitos de los expertos del CTIA.”

Keysight ha combinado un com-
pleto porfolio de capacidades de
emulacion de canal y de red 5G con
ciencia avanzada de medida de los
estandares de nueva radio (NR) 5G
del 3GPP para crear el primer en-
torno de pruebas mmWave OTA de
la industria autorizado por el CTIA
para la validacién de prestaciones
de radiofrecuencia (RF) de disposi-
tivos 5G NR. Integra el Conjunto de
Herramientas de Conformidad de RF
de Keysight con su Plataforma de
Pruebas Inaldmbricas 5G UXM, su
Cémara de Prueba de Antenas de
Rango Compacto (CATR) y casos de
pruebas del CTIA.

Trabajando estrechamente con
el CTIA en el desarrollo del plan de
pruebas de certificacion, Keysight
estd capacitando a la industria para
aprovechar el pleno potencial del
estandar 5G.

La tecnologia 5G mmWave es una
parte critica para hacer realidad casos
de uso 5G innovadores, incluyendo
cuidados sanitarios remotos, fabrica-
cién inteligente, puertos inteligentes
y videoseguridad de ultra alta defi-
nicién, asi como juegos de realidad
aumentada y virtual (AR/VR).

Los laboratorios de pruebas apro-
bados (ATL) por el CTIA y fabricantes
de dispositivos 5G también pueden
usar las plataformas de pruebas de
dispositivos 5G de Keysight para ob-
tener acceso a un nimero lider casos
de pruebas de conformidad de RF,
demodulacién, gestion de recursos
radio (RRM) y protocolo obligatorios
segun el Foro Global de Certificacion
(GCF) y el PTCRB.

Las Herramientas de
Pruebas 5G de Key-
sight Facilitan que
Eurofins ESE Taiwan
Expanda sus Servicios
de Validacién de Dis-
positivos 5G

Laboratorio de pruebas utiliza las
soluciones integradas de Keysight
para dar servicio al creciente mer-
cado regulatorio de 5G

Keysight Technologies, Inc. ha
hecho publico hoy que sus herra-
mientas de pruebas 5G han sido
seleccionadas por Eurofins Electri-
cal & Electronics (E&E) Taiwan para
afrontar el mercado regulatorio y
de validaciéon de conformidad de
dispositivos 5G.

Eurofins E&E estd dedicada a la
contribucién de vidas més sanas y
seguras con su innovador labora-
torio de alta calidad, investigacion
y servicios de consultoria. Eurofins
E&E Taiwan ha seleccionado las
herramientas de pruebas 5G de
Keysight, basadas en plataformas
de emulacion de red y de analisis
de sefal, para expandir los servi-
cios validacién de dispositivos 5G
de su laboratorio de pruebas.
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“Eurofins E&E Taiwan es un la-
boratorio lider que dar servicio al
mercado global con un amplio
rango de requerimientos de vali-
dacién,” dijo Cao Peng, vicepre-
sidente y director general para el
grupo de pruebas inaldmbricas de
Keysight.

“Nos complace dar soporte a
Eurofins E&E Taiwan con herra-
mientas integradas de pruebas 5G,
basadas en plataformas comunes
de software y de hardware, que
afronta un amplio rango de esce-
narios de validacion en cualquier
banda de frecuencia definida por
el 3GPP.”

Eurofins E&E Taiwan selecciond
varias herramientas de pruebas 5G
de Keysight, incluyendo:

e Solucién de emulacién de red
(basada en la Plataforma de
Pruebas Inaldmbricas 5G UXM
E7515B de Keysight): facilita
que Eurofins de soporte a fa-
bricantes de dispositivos 5G con
servicios de validacion servicios,
acelerando el despliegue de di-
sefos conformes a los casos de
pruebas definidos por el Foro
Global de Certificacion (GCF) y
por PTCRB, asi como organis-
mos regulatorios.

e Camara de Pruebas de Ante-
na de Rango Compacto (CATR)
FO650A: soporta pruebas en el
aire (OTA) en el espectro del
segundo rango de frecuencias
(FR2) (mmWave).

* Analizador Vectorial de Redes
E5080B: una solucién de ra-
diofrecuencia (RF) y microondas
para una completa caracteriza-
cion de dispositivos en términos
de rango dindmico, ruido de
traza y estabilidad de tempe-
ratura.

* Analizador de Senal MXA
N9020B: equipado con una
intuitiva interfaz tactil multi-
touch para pruebas rapidas
funcionales de RF.

Keysight combina su solucién de
emulacién de red con una cama-
ra CATR para crear un sistema de
pruebas OTA mmWave 5G. Eurofins
E&E utiliza este sistema para afron-
tar las necesidades de validacion de
fabricantes lideres en dispositivos
5G que introducen sus productos
al mercado estadounidense. Como
primer fabricante en lograr la au-
torizacién del CTIA para un sistema
de pruebas OTA 5G cubriendo el
espectro de FR2, una organizacién
que representa a la industria de
comunicaciones norteamericana y
a empresas en todo el ecosistema
movil, Keysight facilita que Eurofins
E&E Taiwan capture oportunidades
de mercado tempranas.
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Una famosa fras_e: | |
“Con cualquier calibracion vale”

Con los servicios de calibracion de Keysight Technologies, usted podra confiar en la
precision de sus equipos de medida y prueba electronica - garantizado.
Keysight Technologies calibra las prestaciones reales de su equipo en todas sus
especificaciones, de todas sus opciones, siempre. Ademds, si su instrumento estd fuera
de especificaciones o ajustamos. —
¢Como puede estar usted seguro con su instrumentacion? Porque

1]

Keysight le incluye un informe de medidas completo, con datos
antesy después de ajustes, para que conozca exactamente la
calibracion realizada y por que.

Sevicios de Calibracion y Reparacion de Keysight

Equipos ajustados a sus especificaciones

Ubicaciones de los labaratarios y calibraciones in-situ en todo
el mundo

Pruebas automatizadas para una coherencia a nivel mundial

Informe de medidas para todas las pruebas realizadas

Conozca mas acerca de los Servicios de Keysight
www.keysight.com/find/Services KEYSIGHT
TECHNOLOGIES

Spain: 800 000154 (toll—free) Unlocking Measurement Insights

© Keysight Technologies, Inc. 2018

Agilent’s Electronic Measurement Group is now Keysight Technologies.
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LED Lighting — Protocolo DALI2

Introduccion al primer controlador DALI2
de MIEAN WELL-Electronica OLFER

OL~FER

The Power Supply Company

www.olfer.com

Autor: Jay Liang -
Centro Servicio Técnico
de MEAN WELL

Traduccion: Dpto.
de Marketing de
Electrénica Olfer

S

Con el continuo desarrollo en la
industria de la iluminacién LED, la ilu-
minacién inteligente se ha convertido
en caracteristica principal y esencial
dentro del mercado de hogares in-
teligentes. Con el protocolo abierto
DALI (Interface Digital de lluminacion
Direccionable), los productos de di-
ferentes fabricantes son compatibles
entre si, lo que permite a los usuarios
construir un sistema de iluminacion
completo y coordinado. Cémo inte-
grar efectivamente el sistema de ilumi-
nacién de los hogares inteligentes es el
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Figura 1. Modelo DLC-02.

objetivo de los principales fabricantes.
Previendo las futuras necesidades de
desarrollo, MEAN WELL y Electrénica
OLFER lanzan el primer controlador
de sistemas de iluminacién, el nuevo
modelo DLC-02, que cumple con la
normativa DALI2.

El sistema DALl consta de tres
partes: fuente de alimentacién del
bus, dispositivo de control y equipo
de control. Los dispositivos de con-
trol incluyen dispositivos de entra-
da y controladores de aplicaciones.
Cumpliendo con el dltimo estandar
del controlador DALI2 (Dispositivo de
control - Parte 103), los DLC-02 estan
integrados en dos fuentes de alimen-
tacién DALl independientes (cada una
proporciona una corriente de 250mA),
que se pueden utilizar como fuente
de alimentacion del bus y control de
aplicaciones en el sistema DALI. Con el
DLC-02, solo quedan el dispositivo de
entrada y el dispositivo de control para
completar un sistema DALI.

Los dispositivos de entrada incluyen
un maestro DALI, sensores y paneles
de control, analizando informacion
ambiental o informacién operativa del
personal (comandos DALI y reenvian-

dolos al bus DALI). Después de que el
controlador de aplicaciones recibe los
comandos en el bus DAL, se ejecuta el
dispositivo de control correspondien-
te: diferentes escenas, temperatura de
color, ajuste de cambio de iluminan-
cia, control de extractores, cortinas y
otros equipos eléctricos. DALI divide
los siguientes tipos de dispositivos
de control (Equipo de control) segun
diferentes funciones y campos de apli-
cacion.

El modelo DLC-02 estd certifica-
do por Diia. La compatibilidad entre
estos dispositivos nunca es un pro-
blema siempre que los dispositivos
de entrada y control cumplan con los
requisitos de los estandares DALI. La
serie DLC-02 es una excelente opcién
para actualizar un sistema existente o
instalar uno nuevo.

Todos los dispositivos de entrada'y
equipos de control en el bus DALI son
direccionables a través del software
DLC o la interfaz web (deben estar
en la misma LAN que el dispositivo
DLC-02). Cada figura de iluminacién
se puede asignar a los grupos co-
rrespondientes 0 a un nuevo grupo
segun el deseo del usuario. Luego se
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Equipos de control Tipo de dispositivo
Control de lamparas fluorescentes Dispositivo tipo 0 (DT0)
F, Alimentacitn del P15 T Akmentaciin . A - .
e s Controles de emergencia autonomos | Dispositivo tipo 1 (DT1)
Control de lamparas de descarga (HID) | Dispositivo tipo 2 (DT2)
s periitivos e Contral DNsper it Cesrmrolade: Control de lamparas halégenas de | Dispositivo tipo 3 (DT3)
(R 2 41 03 S Enftrac Aplacionss baja tension
Regulador de Iampara incandescente | Dispositivo tipo 4 (DT4)
BUS
OECAaA- 10t | Conversion a tension CC Dispositivo tipo 5 (DT5)
(convertidores 0-1/10V)
R [ Equipo J [ Epuips j Control de luminarias LED Dispositivo tipo 6 (DT6)
i cha Lot deeral
prCedme- e Control de conmutacion (relé) Dispositivo tipo 7 (DT7)
Control de color Dispositivo tipo 8 (DT8)

Figura 2. Ejemplo de Sistema DALI.

pueden especificar los pardmetros y
se puede construir la relacién 16gi-
ca entre el interruptor del panel, el
sensor y el control de iluminacion. Al
mismo tiempo, los relés incorporados
en el DLC-02 se pueden utilizar para
controlar un interruptor de persianas.
Configuracién de la
funcidn principal

* La configuracién de la accion del
interruptor del panel tiene tres op-
ciones: un clic, dos clics y presion
prolongada. Cada operacion, como
un clic para encender y apagar la
ld&mpara y una presién prolongada
para modificar el brillo de la lampa-
ra, se puede configurar para activar
las escenas relevantes.

* Cuando el sensor detecta movi-
miento en la regién de deteccién,
las luces en esa &rea se encende-
ran automaticamente o el brillo se
ajustard a la iluminacién adecua-
da. Cuando la persona abandona
el rango del sensor, las luces se
atenuardn o apagaran automati-
camente.

* El modelo DLC-02 esta integrado
con un chip de temporizador que
puede establecer eventos de ac-
cién de temporizacion en funcién
de diferentes condiciones, como
ajustar o apagar el brillo de todas
las ldmparas en el bus DALI duran-
te el almuerzo de lunes a viernes.
Los usuarios pueden configurar
las funciones de configuracion del
Timer en el programa DLC, como el
tiempo de accién, configuraciones
individuales o ciclicas. M
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Gestion de energia en baterias

Diseno de bajo consumo, ¢queée significa
para la seleccion vy funcionamiento de la
bateria?

SafFT

www.saftbatteries.es

34

“Bajo consumo” ha sido un mantra por mucho tiempo para los desarrolladores de loT. Pero la llegada de una
nueva clase de tecnologias de “low power wide &rea” (LPWA) como LTE-M o NB-IoT, ha acelerado la tendencia,
y ha permitido que la industria avance mucho en la optimizaciéon de energia para abordar los diversos requisitos

del mercado de loT.

Sin embargo, el disefio para bajo consumo impone requisitos Unicos a los desarrolladores de loT, que deben
lidiar con un amplio conjunto de nuevos requisitos de conectividad, consumo de energia y robustez. Una serie de
factores pueden afectar el funcionamiento de la bateria y, a menudo, es necesario equilibrar el rendimiento, la
energia y el consumo de energia, haciendo que el desafio sea ain mayor.

cQué es el diseno de

bajo consumo? ¢Por
qué es importante?

El diseio de bajo consumo tiene
como objetivo reducir el consumo
de energia dindmico y estatico ge-
neral de un dispositivo, utilizando
una coleccion de técnicas y meto-
dologias, que tienen por objetivo
optimizar la vida util de la bateria.
Va mucho mas allé de simplemente
insertar la tarjeta SIM NB-loT de un
operador mévil en su dispositivo.
Implica disefar y optimizar todo el

hardware y software para manejar
este nuevo paradigma. Los recursos
de hardware se deberfan mantener al
minimo, para procesar los datos. El
tiempo de conexion también deberia
ser limitado y, segun la tecnologia
inaldmbrica elegida, hay que ajustar
muchos pardmetros para optimizar
el rendimiento general del dispositivo
y del consumo de energia. Es necesa-
rio disefiar un modo de suspension
para que el producto mantenga
el consumo de energia al minimo,
durante los intervalos en los que se
pierde la comunicacion.

La teoria puede parecer simple,
pero la complejidad del disefio de
bajo consumo radica en los detalles.
Para ayudar a los desarrolladores
de loT en todo el mundo con esta
tarea gigantesca, Deutsche Telekom
cred una herramienta de modelado
digital, el Optimizador de Soluciones
de loT, que permite a los desarrolla-
dores planificar, modelar y optimizar
el rendimiento de sus soluciones
NB-loT y LTE-M, alimentadas por ba-
teria, utilizando baterias Saft. En esta
linea, Saft brinda acceso gratuito a
Wisebatt, la solucidén de creacion de

REE * Febrero 2022


https://www.saftbatteries.es/saft-asocia-con-wisebatt-para-desarrollo-plataforma-dispositivos-iot/
https://www.saftbatteries.es

prototipos virtuales en linea, que le
permite encontrar una vista detallada
del consumo de energia del hardware
de sus dispositivos, y optimizarlo. Si
se encuentra en una etapa anterior
de su proyecto, el selector de baterias
inteligentes de Saft, también puede
guiarle hacia las soluciones méas ade-
cuadas para el uso que quiere.

Los desafios del diseno de
bajo consumo: adaptar
el comportamiento
de comunicacién y el
diseno electrénico de
su dispositivo

Adaptar el comportamiento de
comunicacion

La actividad comunicativa es una
de las primeras cuestiones a evaluar.
Considere la frecuencia de comuni-
cacion, el tamafo de la carga util, los
protocolos utilizados, la cantidad de
actualizaciones de firmware. Todo
esto influye en cémo se consume la
energia de la baterfa.

La optimizacién de la estructura
de carga util y los patrones de comu-
nicacién de las aplicaciones permite
un rendimiento superior. De hecho,
cuanto mayor sea la carga util de
su aplicacién, mas engorroso sera
manejarla por una tuberia de trans-
misién de banda estrecha, dando
como resultado retransmisiones que
aumentan el consumo de energfa. Es
prudente identificar cuidadosamente
qué datos son esenciales para enviar
y con qué frecuencia se deberia
realizar.

Ademés, el mdédulo de comuni-
cacion del dispositivo deberia estar
en modo de suspensién de bajo
consumo el resto del tiempo. Cada
evento de comunicacién innecesario
esencialmente interrumpe las funcio-
nes de ahorro de energia activadas de
NB-loT o LTE-M, lo que reduce cons-
tantemente la duracién de la bateria,
a medida que aumenta la frecuencia
de comunicacién. El Optimizador de
Soluciones de loT contiene algorit-
mos que no solo pueden recomendar
la combinacién correcta de funciones
de ahorro de energia en funcién del
caso, sino que también el servicio
ayuda a visualizar como el tamafio
de la carga util de comunicacion, el
uso del protocolo y la frecuencia de
comunicacién afectan en la vida de
la bateria.
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También deberia seleccionar el
portador de conectividad que mejor
se ajuste. Los protocolos 3GPPTM
ofrecen muchas caracteristicas y ca-
pacidades poderosas, que requieren
un cierto nivel de experiencia para
usarlas correctamente. Puede que
algunos desarrolladores no tengan
mucha experiencia previa en la op-
timizacion de sus aplicaciones para
la conectividad 3GPPTM v, sin darse
cuenta, reinician sus dispositivos si
se encuentran con algun caso de
fallo (por ejemplo, si la red rechaza
el dispositivo, o se solicita un servicio
que la red no soporta). Cuando miles
de estos dispositivos se reinician y se
vuelven a conectar a la red incesan-
temente, no solo pueden crear una
tormenta de sefalizaciéon, sino que
finalmente agotan sus baterias. Para
evitar estos problemas, se recomien-
da encarecidamente utilizar médulos
que admitan el Administrador de
politicas de radio TS.34 de GSMA, un
organismo de control que supervisa
si se produce un comportamiento
no deseado de la aplicaciéon. Cada
vez que RPM detecta escenarios
especificos en los que la aplicacion
puede congestionar la red o agotar
la energia de la bateria, se activa un
mecanismo de retroceso durante la
duracién de un temporizador confi-
gurable, lo que minimiza los riesgos.

Finalmente, tenga en cuenta el
perfil de movilidad de los disposi-
tivos, especialmente si estos se van
a implementar en varios paises, o si
cambian regularmente entre dife-
rentes redes. Dependiendo de qué
tecnologias de acceso y bandas de
frecuencia estén disponibles en cada
mercado, se le pedird al dispositivo
que realice exploraciones de adqui-
sicion de red de duracién variable.
Una buena estrategia de ahorro de
energia es restringir la cantidad de
bandas que el mddulo escanea a las
de los operadores de destino en los
que el dispositivo tiene permiso de
itinerancia. Si solo se seleccionan las
bandas necesarias, el procedimiento
de escaneo serd mas rapido y consu-
mira menos energia.

Aumento de la duracién de la
bateria al reducir el numero de
comunicaciones gracias a Edge
Computing

Existen alternativas al envio muy
regular de datos a la nube para su

procesamiento. Al enviar funciones
de procesamiento a la puerta del
enlace, o al nodo, una estrategia que
a veces se denomina “fog com-
puting” o “Edge computing”,
puede procesar datos localmente,
en lugar de enviar datos sin proce-
sar, y procesarlos de forma remota,
lo que limita el ancho de banda y
minimiza la latencia entre entrada y
respuesta, y por lo tanto el consumo
de energia. La inteligencia artificial
(IA) se ejecuta en el procesador del
dispositivo, de modo que puede
aprender de forma auténoma de su
entorno a través de las capacidades
de deteccion integradas. El objetivo
es tomar decisiones méas informadas
sobre cuando comunicar, o no.

La informatica perimetral esta en
auge Ultimamente, impulsada por los
avances en la tecnologia de chips, y
la necesidad de mejorar la eficiencia
operativa en los limites superior e
inferior del rendimiento: loT critico
e loT masivo. Una nueva generacién
de componentes permitird mas pro-
cesamiento dentro del dispositivo
perimetral, al tiempo que preserva la
vida atil de la bateria varios afos para
dispositivos anfitriones. Al puede
incluso trabajar con la bateria para
optimizar el consumo de energia del
dispositivo.

Pero nuevamente, es importante
observar de cerca el dimensiona-
miento de energia total que se
requiere para recopilar, procesar o
enviar datos. Sacrificar algo de tiem-
po de informatica para disminuir la
comunicacion generalmente vale la
pena, pero si el procesador necesita
estar activo todo el tiempo para
recopilar y procesar informacién, es
posible que pierda los beneficios de
estas funciones.

Adaptando el diseho electrénico

Se estan optimizando cada vez
mas de mddulos de comunicacién
inaldmbrica para implementarlos
en soluciones LPWA. Navegar a
través de la jungla de opciones de
hardware no es una tarea facil, es-
pecialmente porque cada vez hay
mas proveedores de conectividad
gue piden a los desarrolladores, que
usen componentes certificados por
operadores. Para ayudar a sus clien-
tes en el disefio de sus productos,
la herramienta de planificacién de
dispositivos de Deutsche Telekom,
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el Optimizador de Soluciones de
loT, integra la base de datos de
mediciones de energia mas grande
de la industria, para médulos de un
solo modo, y multimodo NB-loT y
LTE-M. Cada componente integrado
se modela digitalmente utilizando un
perfil muy detallado que consta de
miles de mediciones de potencia, que
en conjunto representan mas de cien
procedimientos 3GPPTM. Al integrar
modulos probados y certificados por
Deutsche Telekom, los clientes evitan
la molestia de solucionar problemas
de rendimiento e interoperabilidad,
que pueden agotar la baterfa.

Los clientes cuyos dispositivos
loT son moviles, o estan planeados
para la venta en varios mercados se
sienten atraidos por los modulos
multimodo por una razén simple: es
posible que las redes domésticas o
de roaming en las que operan estos
dispositivos no hayan implementado
NB-loT y/o LTE-M. Por lo tanto, la dis-
ponibilidad de un segundo o tercer
protocolo de respaldo es esencial
para compensar la falta de cobertura
y garantizar una comunicaciéon cons-
tante. Pero el inconveniente de usar
maodulos multimodo, especialmente
con respaldo 2G, es que su arquitec-
tura de amplificador de potencia es
significativamente mas compleja e
ineficiente. Por lo tanto, los desarro-
lladores deben tener en cuenta que,
al optimizar su consumo de energia,
los médulos multimodo consumen
mas energia que las variantes mono-
modo. Entonces, como se menciond
anteriormente, asegurese no solo de
elegir, sino también de programar el
modulo correctamente.

Los chips GNSS también pueden
representar un gran consumo de
energia, si no se configuran correc-
tamente, los que brindan servicio de
posicién a través de las constelacio-
nes de satélites GPS, BeiDou, GLO-
NASS, QZSS y Galileo. Estos suelen
venir con diferentes modos de fun-
cionamiento. Es necesario seleccio-
nar y dimensionar adecuadamente
el modo de funcionamiento elegido
para buscar satélites de la manera
mas conservadora y mantener el
consumo de energia al minimo.

Su solucién GNSS no es la Unica
causa de preocupacion. Es necesario
mediry reducir las corrientes de fuga
de otros componentes. Los converti-
dores y reguladores de tensién tam-

bién pueden consumir una cantidad
significativa de energia, que luego se
disipa en forma de calor.

Al igual que las baterias, las an-
tenas SMT son un componente que
a menudo se pasa por alto. Tener
en cuenta el lugar donde se van a
ubicar en una etapa temprana del
disefio del hardware del producto
es fundamental, especialmente si las
dimensiones del dispositivo loT son
bastante pequefas. Dependiendo de
la ubicacion en la PCB, en los rangos
de baja frecuencia de NB-loT o LTE-M
(800 0 900 MHz), la eficiencia de la
antena puede disminuir significativa-
mente. En el peor de los casos, pue-
den pasar inadvertidas gran parte de
las ventajas por una mejor cobertura
de la tecnologia LPWA.

Elegir la bateria
adecuada: las
implicaciones del
diseno de bajo consumo
para la seleccién vy el
funcionamiento de Ila
bateria

Optimizador de Soluciones de loT
también puede ayudar, al mostrarle
como elegir la bateria adecuada,
algo primordial. El curso de este
articulo nos ha hecho abordar la
cuestion de la fuente de energia
bastante tarde en el texto, pero en
realidad, la eleccion de la bateria se
deberia abordar en una etapa muy
temprana de su proyecto.

Las diferentes quimicas ofrecen
beneficios diferentes, y se pueden

-

adaptar al perfil de consumo de su
dispositivo.

El cloruro de litio-tionilo (Li-
50dl,), por ejemplo, es una quimica
interesante para aplicaciones de
baja potencia y larga duracion,
ya que ofrece una baja autodescarga
(lo que significa que la capacidad de
la baterfa no se ve demasiado afecta-
da por el tiempo de almacenamiento
y uso, en modo de suspensién), y se
adapta perfectamente a los requisi-
tos de alta energia y tensiéon, en un
rango amplio de temperaturas

Esta quimica se supedita a la pasi-
vacién, una reaccién superficial que
protege a la celda de descargarse por
si sola, y permite una vida util larga.

La pasivacién puede ofrecer ven-
tajas significativas, pero es necesario
anticipar los requisitos de energia
para encontrar el equilibrio adecua-
do entre el perfil de consumo vy la
carga de energia. De hecho, la capa
de pasivaciéon se construye mien-
tras el dispositivo estd en modo de
suspensién o en almacenamiento.
Tras la conexion actual, la capa de
pasivacion se rompe para dejar pa-
sar la corriente. Pero si la corriente
de consumo de energia principal
es demasiado baja, los iones de la
corriente maxima de comunicacion
no podran fluir a través de la capa de
pasivacion, que se volverd demasiado
gruesa, provocando una caida de
tensién por debajo de la tensién de
corte, por lo que se detiene el dispo-
sitivo. Cabe sefalar también que, a
temperaturas muy altas, la capa de
pasivacion se vuelve mas gruesa, lo
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gue consume mas materiales activos,
y reduce la capacidad de la bateria.

La construccion de la celda tam-
bién es importante, ya que tiene un
impacto directo en el rendimiento de
la celda. Las celdas de bobina
(gama baterias LS de Saft) pro-
porcionan mas densidad de
energia y menos autodescarga
que las celdas disenadas en es-
piral (gama LSH), pero la capacidad
limitada de corriente y corriente de
pulso, que a menudo se requiere en
aplicaciones de area amplia de baja
potencia, podria implicar el uso de
un dispositivo de mantenimiento de
pulso, como un condensador, EDLC
o condensador de capa hibrida, para
lograr perfiles de corriente de pulso
maés altas (gama LSP). Estos conden-
sadores también tendran un impacto
en el presupuesto de energia, por
lo que debera elegir el capacitador
correcto para su aplicacion.

La temperatura cuando se desplie-
ga en el campo también tendré su
importancia. A veces, para la misma
aplicacién, podemos recomendar
diferentes tecnologias de bateria
segun el drea de implementacién y
su temperatura. Como se menciond

Gestion de energia en baterias

anteriormente, a altas temperaturas,
la capa de pasivacién del cloruro
de litio-tionilo se vuelve demasiado
importante, lo que puede afectar la
capacidad de la celda. En ese caso,
podriamos recomendar el uso de
dioxido de litio-manganeso
(gama LM/M), una quimica que no
estd sujeta a pasivacion.

La variable de ajuste entre di-
ferentes tecnologias a menudo se
reduce a la tension, pero hay muchas
opciones y soluciones. El cloruro de
litio-tionilo, que ofrece una tensién
alta, se podria acoplar a un super-
condensador para aumentar el nivel
de corriente del pulso. El didéxido de
litio-manganeso, que ofrece mayo-
res capacidades de pulso, se podria
acoplar potencialmente a un con-
vertidor CC/CC para convertir una
tension que, de lo contrario, podria
ser demasiado baja. Otra opcion para
aumentar la tension es usar maltiples
celdas en un paquete de baterias, o
usar dos celdas conectadas en serie.
Cada una de estas caracteristicas,
hasta la forma en que se integra
la bateria, afecta al consumo de
corriente. Generalmente, cuando la
tensién incrementa, mejora la efi-

ciencia electrénica, pero dado que la
potencia de la bateria es el producto
de la tension y la corriente, reducir
la tension operativa de un dispositivo
mejoraré el consumo de corriente de
la bateria, lo que le dard una vida util
mas corta.

Cada proyecto es especifico y la
clave del éxito sera encontrar el equi-
librio adecuado entre la vida Util de la
aplicaciony el indice de descarga. Es
mas interesante consumir mas ener-
gfa, pero &y utilizar mas del 90% de
la energia disponible o consumir me-
nos energia, y poder utilizar el 70%
por ciento de la energia disponible?

El disefio de bajo consumo pue-
de complicar considerablemente la
tarea de un desarrollador de loT.
El Optimizador de Soluciones de
loT se ha creado para acelerar la
priorizacién, y ayudar a los usuarios
a tomar decisiones mas informadas
sobre sus opciones de disefo, lo que
genera grandes ahorros en pruebas
y errores.

Puede enviarnos un correo elec-
trénico con sus preguntas sobre la
seleccion de baterias a contacto@
saftbatteries.com iEstaremos encan-
tados de ayudarle! H
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Criptografia y seguridad

Una vision general de la seguridad de
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La seguridad es cada vez més im-
portante para los sistemas integrados
a medida que evolucionan de aplica-
ciones independientes a aplicaciones
conectadas que almacenan, reciben y
transmiten datos, se actualizan con el
software mas reciente, se monitorizan
de forma remota, etc. Dichos requisitos
se propagan incluso en las implemen-
taciones mas pequefas, a pesar de
los recursos de memoria y la potencia
computacional limitados.

La mayoria de los desarrolladores
integrados pueden percibir todo esto
como demasiado complejo de utilizar,
comenzando por temas relacionados
con la criptografia. Pero, de hecho, los
aspectos relacionados con la seguridad
abarcan muchos aspectos del software
y la arquitectura del chip que deben
disenarse especificamente y trabajar
juntos sin problemas para lograr sus ob-
jetivos. Este articulo repasa los aspectos
mas relevantes a considerar en relacion
con las implementaciones de seguridad
de microcontroladores para sistemas
integrados tan pequenos.

Uno de los primeros pasos para ase-
gurar el acceso a un activo valioso es
hacerlo disponible bajo una politica
de uso especifica. Tal politica podria,
por ejemplo, restringir qué parte del
software de la aplicacién puede usarla
y forzar su uso a través de una interfaz
funcional definida que no se puede
eludir, en el mejor de los casos imple-
mentada en hardware.
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Figura 1. Politica de acceso TurstZone.

La tecnologia ARM TrustZone pro-
porciona un ejemplo de dicha capaci-
dad de aislamiento, que permite separar
la aplicacién del usuario en un entorno
llamado “seguro” y “no seguro” dentro
del contexto de la CPU. Pero, ¢donde
se aplica la politica? En una “etapa”
dedicada, antes de que una transaccion
de memoria se propague al bus interno
(més sobre esto mas adelante). En caso
de violaciones, se lanza una excepcion,
de acuerdo con la Figura 1.

La aplicacion puede decidir de
manera reactiva realizar una accién
adecuada, como reiniciar un servicio,
registrar el evento, senalar un fallo, etc.

Mirando la Figura 1, es facil ver que
el software no seguro puede acceder
solo a recursos no seguros; {COmMo
pueden los dos mundos comunicarse
entre si? Afortunadamente, existe un
mecanismo para hacerlo. Para ejecutar
una funcién segura, la CPU puede cam-
biar su estado a seguro a través de una
instruccion especial llamada “puerta de
enlace segura” (SG). Una instruccion SG
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Figura 2. Llamada de funciones no sequras.
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se combina con una rama inmediata-
mente siguiente (es decir, “saltar”) a la
direccion de funcion segura deseada.
Cuando vuelve la funcién segura, el
estado del procesador vuelve a cambiar
al modo no seguro.

En la Figura 2 se proporciona un
ejemplo de asignacion de recursos entre
un entorno seguro y No seguro:

Los pares de 'SG + direcciéon’ se
asignan a un area especial definida
como invocable no segura; Cualquier
pardmetro como los punteros de me-
moria pasados por las funciones in-
vocables no seguras pueden usar una
instruccién especializada de "“objetivo
de prueba” para asegurarse de que un
bufer de memoria esté en una memoria
no segura y no se superponga con la
memoria segura, para evitar la fuga
de datos.

Mientras esta en modo seguro, es
posible que sea necesario devolver la
llamada a una funcién no segura, por
ejemplo, para notificar a la funcién que
llama sobre el estado de la solicitud,
emitir notificaciones relacionadas con
RTOS, etc. El compilador generara la
instruccién de bifurcacién especial que
cambia el estado a no seguro antes
de la llamada y envia la direccién de
retorno a la pila segura.

Los sistemas integrados estan fuer-
temente impulsados por interrupciones;
cuando ocurre una interrupcion no
segura mientras la CPU esta en modo
seguro, los registros se apilan de forma
predeterminada en la pila segura y su
contenido se borra automaticamente.
Esto es para evitar la fuga no intencio-
nada de informacién del area segura. La
particion de las excepciones dentro de
cada entorno se admite a través de una
tabla de vectores de interrupcién dedi-
cada para cada uno. De manera similar,
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existe una implementacion separada de
los punteros de pila, los temporizadores
de sistema, etc.

Todo esto suena genial, pero écomo
se definen esas areas y limites de me-
moria seguros? Hay dos unidades que
son interrogadas en paralelo: la SAU
(unidad de atribuciéon de seguridad) y
la IDAU (unidad de atribucién definida
por implementacién).

En cada acceso a la CPU, ambos res-
ponderan con el atributo de seguridad
asociado a esa direccion. Su respuesta
combinada define el atributo de direc-
cién final, el més restrictivo de los dos
“ganadores” (una region segura no
puede ser “anulada” por un atributo
menos seguro). Finalmente, el resulta-
do se evalla contra la politica definida
como en la Tabla 1. Si el acceso es legi-
timo, puede continuar; de lo contrario,
se bloquea y se genera una excepcion
segura.

Notablemente, la configuracién de
la SAU (cuantas regiones se admiten,
la configuracién predeterminada, etc.)
se puede definir en el momento del
disefo, y la implementacion de la IDAU
se define, es decir, se deja al fabricante
del dispositivo.

Las unidades de proteccién de
memoria (MPU) dentro de cada do-
minio protegeran los subprocesos in-
dividuales entre si, mejorando la soli-
dez general del software. La Figura 3
muestra un ejemplo de particiéon en
un microcontrolador compatible con
TrustZone.

{Hemos logrado algun objetivo re-
lacionado con la seguridad hasta aho-
ra? En realidad, todavia no. TrustZone
puede aislar los subprocesos de la apli-
cacién que se ejecutan en modo seguro
de los no seguros, pero no proporciona
ninguna “seguridad” per se'y no puede
imponer la legitimidad de un acceso;
mas bien evita el uso no deseado o el
acceso directo.

El desarrollador debe decidir qué
partes de la aplicacion se aislaran; Tust-
Zone puede ser Util y no se puede omitir
en el software (en comparacién con
una MPU clasica), por lo que las ruti-
nas relacionadas con las operaciones
criptogréficas son un buen candidato.
En cualquier caso, el sistema aplicara la
configuracion de TrustZone desde el ini-
cio de la ejecucion y evitard la alteracion
de dichos limites (por ejemplo, almace-
nandolos en un &rea de memoria que la
CPU no puede madificar directamente).

La buena préactica sugiere mantener
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minima la cantidad de funcionalidad
implementada dentro del entorno
seguro. Esto reduce la posibilidad de
errores, errores de tiempo de ejecucion
y explotacion maliciosa de cualquier de-
fecto de software. Como efecto secun-
dario, la validacion de la funcionalidad
se vuelve mucho més ligera durante la
depuracién y la prueba.

¢Qué recursos criptograficos debe
proporcionar una MCU? Depende de la
complejidad de la aplicacion; para una
solucién de nivel de entrada, una rutina
de software pura podria ser suficiente.
Pero el soporte de hardware de algorit-
mos criptograficos reduce el consumo
de energia y el tamafo del cédigo, a
una mayor velocidad de ejecucion.

Dicho esto, el primer bloque de
construccion de la mayoria de los
protocolos criptograficos es un TRNG
(generador de nimeros aleatorios ver-
daderos), que debe ser validado y pro-
bado por sus propiedades de entropia y
calidad de aleatoriedad (ya que un RNG
mal construido puede estropear la se-
guridad de cualquier algoritmo usarlo).

Para el almacenamiento local, el so-
porte de algoritmos simétricos como
AES con multiples modos de operacion
es casi obligatorio para cifrar y descifrar
la mayor parte de los datos. En combi-
nacién con algoritmos hash (“sumas
de verificacién criptograficamente se-
guras”) como SHA-2 o SHA-3, la apli-
cacién puede realizar comprobaciones
de autenticacion simples y verificar que
el contenido de los datos no se haya
modificado.

Para una conectividad avanzada, los
algoritmos de cifrado asimétrico como
RSA o ECC pueden admitir la verifica-
cién de identidad en las conexiones de
cliente/servidor, ayudar a obtener claves
de sesion efimeras o verificar el origen'y
la legitimidad de una actualizacién de
firmware. Dichos aceleradores también

Bz Served | Boc Serdom

podran generar claves en el chip, para
uso local.

Pero el problema realmente dificil es
la gestion de claves, ya que las claves
deben mantenerse confidenciales, en-
teras y disponibles. Se deben considerar
muchos escenarios: cuando se inyecta
(almacena) la clave en la MCU, cémo
transportarla, cémo cargarla en el hard-
ware criptogréfico y como protegerla
de fugas.

Idealmente, la aplicacién nunca ma-
nejara material clave en formato claro,
para evitar una exposicion peligrosa.
Una forma sencilla de evitar esto es
manejarlo dentro del &rea segura de
TrustZone, pero lo mejor es dentro de
un subsistema aislado dedicado en el
chip. Una vez que las claves se alma-
cenan en la memoria no volatil, las
técnicas como el “envoltorio” de claves
(cifrado de claves) ayudan a proteger
la privacidad. Hacer que los datos em-
paquetados sean Unicos en cada MCU
mitiga aln mas los riesgos de fuga
de claves y elimina las amenazas de
clonaciéon. Para dicho mecanismo, se
necesita una “raiz de confianza” para
el almacenamiento, en forma de una
“clave de cifrado de clave” exclusiva
para cada MCU, para garantizar que
ningun dispositivo especifico se vea
comprometido y permita un ataque de
“clase” en todas las unidades similares.

Los ataques DPA y SPA registran y
analizan los rastros de consumo de
energia para aplicar ingenieria inversa
al valor clave. Estos se vuelven cada vez
mas baratos y rapidos de implementar,
incluso para atacantes no altamente
calificados con recursos limitados. Si
el acceso fisico al dispositivo es moti-
vo de preocupacion, sin otros medios
de control de acceso en el sistema, se
requieren contramedidas contra esas
amenazas dentro de los motores cripto-
graficos. Ademas, cualquier monitoreo
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Figura 4. Secure Crypto Engine.

de las sefiales conectadas a la carcasa
del equipo, que puede notificar a la
MCU y posiblemente tomar una marca
de tiempo del evento de manipulacion,
sera muy deseable.

El subsistema aislado permitira a un
usuario proporcionar claves elegidas
en el dispositivo y tenerlas envueltas
y almacenadas de forma segura, listas
para uso posterior de la aplicacién. La
MCU debe admitir alguna interfaz para
hacer esto tanto en el campo como
en la fabrica, lo que permite una facil
produccién inicial y una actualizacion
posterior en el campo. Dichos pasos
deberén estar protegidos y no expo-
ner ningln contenido clave durante
el transito.

En los MCU modernos, otras entida-
des funcionales pueden transferir datos
de manera autébnoma hacia y desde la
memoria o los periféricos, para mejorar
el rendimiento y utilizar el ancho de
banda disponible de manera eficien-
te. Algunos ejemplos son los motores
DMA, los controladores de graficos,
los controladores de ethernet, etc. Es
de vital importancia que la MCU pueda
establecer los atributos de seguridad de
dichos agentes e implementar “filtros
de acceso” especificos en los puntos
de comunicaciéon, como memorias y
periféricos mapeados en memoria.

Cualquier procesador es indtil sin
capacidad de entrada y salida de sefa-
les. Proteger dichas interfaces del uso
indebido es un requisito fundamental
para evitar la manipulacién, ya que esta

es la forma natural de interactuar con
la MCU. El diseflador cauteloso debe
verificar que la MCU pueda restringir
el acceso a puertos de E/S y periféricos
seguros, evitando asi que el software
“tome el control”, interfiera o husmee
maliciosamente en la comunicacion,
mientras aisla los puertos y periféricos
entre si.

Durante el desarrollo, para probar
el software, es casi obligatorio un de-
purador basado en Jtag. Dicha interfaz
puede acceder a la mayoria de los recur-
sos en el chipy, por lo tanto, constituye
una puerta trasera critica para cualquier
aplicacién implementada en el campo.
Los casos de uso para asegurar Jtag
son muy diferentes: blogquearlo per-
manentemente o mantener la capaci-
dad de depuracién en el campo, para
proteger el acceso. Cualquiera que sea
la estrategia que se elija, la proteccion
no permitird que se eluda, haciendo
cumplir la autorizacién adecuada a
través de una clave de autenticacion
y brindando acceso solo después de
completar con éxito un protocolo de
desafio-respuesta. Finalmente, el dis-
positivo debe soportar y asegurar el
mecanismo para devolver el dispositivo
a la fabrica en caso de andlisis de defec-
tos, posiblemente borrando cualquier
activo secreto almacenado mientras
mantiene la interfaz sequra hasta llegar
a su destino.

Es posible que la imagen final de la
aplicaciéon, una vez implementada en
el campo, deba hacerse inmutable en

algunas partes, para garantizar que se
encuentre en un estado conocido en
todo momento. Para respaldar este
requisito, el microcontrolador debera
tener la capacidad de proteger perma-
nentemente las partes definidas por el
usuario de la memoria no volatil contra
modificaciones.

Por Ultimo, pero no menos impor-
tante, cada microcontrolador se somete
a un largo proceso de prueba antes
del envio; muchos de estos resulta-
dos de pruebas (valores de recorte,
datos especificos de produccion, etc.)
y otras configuraciones se almacenan
en el dispositivo. Este modo de prueba
especial, aunque no es significativo
para un usuario final, puede acceder,
controlar y potencialmente alterar todos
los recursos del chip. El fabricante debe
asegurarse de que dicha puerta trasera
potencial no se pueda abrir de manera
malintencionada o por error, una vez
que el dispositivo esté fuera de la fabrica
y en manos del cliente.

Buscar un microcontrolador que
admita los requisitos anteriores puede
ser una tarea abrumadora. Afortuna-
damente, Renesas disefid la serie RA
de microcontroladores exactamente
con esos objetivos. Las series RA6 y
RA4 incluyen dispositivos con una CPU
ARM Cortex-M33 con TrustZone y MPU
seguras. Permiten programar limites
seguros para todos los tipos de memo-
ria integrados de forma facil y sencilla.
Incorporan Secure Crypto Engine, un
subsistema criptografico (Figura 4) que
proporciona una funcionalidad de ele-
mento seguro con un mayor rendimien-
to y un menor costo de materiales. El
SCE incluye aceleradores criptograficos
de Ultima generacion, un TRNG, admite
la generacion de claves, la inyeccion de
claves implementa contramedidas SPA/
DPA y una clave Unica de hardware
como raiz de confianza. Sus controla-
dores DMA, maestros de bus, periféri-
cos, puertos de E/S tienen atributos de
seguridad dedicados y se implementa
la funcionalidad de deteccién de ma-
nipulaciéon. La gestién integrada del
ciclo de vida del dispositivo maneja la
depuracién segura/no segura, la pro-
gramacién, admite procedimientos de
devolucién de material y protege el
modo de prueba. Las memorias no vo-
|atiles se pueden proteger permanente-
mente en blogue a eleccion del usuario.
Para obtener mas informacién sobre las
funciones de seguridad de la familia RA,
visite www.renesas.com/RA
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Proteccidn de circuitos

Como garantizar la proteccion de los

circuitos,

los datos de alta velocidad

v la conversion de energia para las
plataformas de eMobility
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La necesidad de una proteccion
fiable de los circuitos, comunicacio-
nes de alta velocidad y soluciones
compactas de conversién de energia
en los sistemas de movilidad y trans-
porte electrénicos es cada vez mayor
en toda una serie de plataformas,
como los coches hibridos y eléctricos,
los autobuses, los vehiculos medios
y pesados de carretera y fuera de
ella, y las plataformas marinas. Estas
tendencias se ven impulsadas por el
creciente énfasis en la sostenibilidad
y la seguridad, a medida que la in-
dustria del transporte se orienta hacia
un control mas auténomo y hacia los
vehiculos eléctricos (EV) o hibridos
(HEV). Como resultado, estan sur-
giendo nuevos sistemas de vehiculos
que dependen progresivamente del
funcionamiento seguro y sostenible
de los mismos.

Para garantizar la seguridad y la
fiabilidad, los disefiadores de vehi-
culos conectados, eléctricos y au-
tomatizados necesitan una amplia
variedad de proteccién de circuitos,
junto con soluciones de comunicacio-
nes y conversion de energia que estén
disefiadas para un funcionamiento
fiable en entornos dificiles, y que es-
tén certificadas para cumplir con las
normas de rendimiento AEC-Q200,
SAE, USCAR y otras.

Este articulo repasa brevemente
algunas de las especificaciones de los
dispositivos de proteccion de circuitos
que los disenadores deben tener en
cuenta. A continuacion, presenta so-
luciones especificas de proteccion de
circuitos, conectividad y conversién
de energia de Bel Fuse y examina el
uso de estos productos en los siste-
mas de eMobility.

Componentes y normas
de proteccién de los
vehiculos eléctricos

Para hacer frente a los retos que
plantean los vehiculos eléctricos, los

disenadores pueden recurrir a una
serie de soluciones de proteccion
de circuitos, comunicaciones de alta
velocidad y conversion de energia
calificadas y certificadas para el sector
de la automocién, entre las que se
incluyen:

* Fusibles calificados para el sector
de la automocion en configura-
ciones de cartucho, montados en
placa de circuito impreso (a través
de orificios y de montaje en su-
perficie) y con pernos desplaza-
dos, optimizados para sistemas y
subsistemas de potencia, ademas
de fusibles para aplicaciones auxi-
liares y accesorios como sistemas
de radar de asistencia al conduc-
tor, motores de bombas de freno,
cargadores portatiles, sistemas
de baterias, infoentretenimiento,
cadmaras, iluminacién programa-
ble y direccién asistida. Ademas,
algunas aplicaciones especificas
requerirdn fusibles poliméricos de
coeficiente de temperatura posi-
tivo (PPTC) de alta irrupcion, de
accion rapida, de soplado lento y
reajustables.

e Choques de supresion de inter-
ferencia electromagnética (EMI)
calificados por AEC-Q200 para
filtrar el ruido y proteger las se-
fales de datos de alta velocidad
para los numerosos subsistemas
de sensores que componen los
sistemas ADAS y de navegacién,
los sistemas multimedia, los gru-
pos de vehiculo a todo (V2X) y las
antenas, y proporcionan supresion
de ruido diferencial para Ethernet
de automocioén, bus de red de area
de controladores (CAN), FlexRay y
bus serie universal (USB) de au-
tomocion

¢ Conectores RJ45 totalmente apan-
tallados que cumplen con laespe-
cificacionUSCAR2-6 “Performance
Specification for Automotive Elec-
trical Connector System - Revision
6" de la Society of Automotive

Engineers (SAE), y que permiten a
los disefiadores sustituir los buses
CAN por una Ethernet de automo-
ciébn mas rapida y ligera para dar
soporte a las crecientes necesida-
des informaticas del vehiculo en
una serie de sistemas ADAS como
las cdmaras de asistencia al con-
ductor y los sistemas de asistencia
al conductor basados en el radar,
asi como la telematica, los conver-
tidores multimedia y las pasarelas.

e Convertidores de potencia con
certificacién IP67, incluidos los
cargadores de baterfas de vehi-
culos eléctricos e hibridos que
estan calificados para el sector
de la automocion y se ofrecen en
implementaciones de conveccién
o refrigeracion liquida con aisla-
miento galvanico.

Seleccién de dispositivos
de proteccién de
circuitos

A la hora de seleccionar un dis-
positivo adecuado, es importante
comprender claramente sus caracte-
risticas de funcionamiento cuando se
especifican los dispositivos de protec-
cion de circuitos para los sistemas de
eMobility. Algunas especificaciones
basicas son:
¢ Tensidon nominal: la tension maxi-

ma admisible para un funciona-

miento seguro

* Corriente nominal: la corriente en
amperios (A) que puede soportar
el fusible en condiciones normales
de funcionamiento

e Poder de corte (también llamado
poder de interrupcién o poder de
cortocircuito): la corriente maxima

que el fusible puede interrumpir a

su tension nominal sin danarse;

el poder de corte debe cumplir

o superar la corriente de defecto

méxima prevista para el circuito
e Curvas de corriente de tiempo:

definen si el fusible es de accién
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Figura 1. Los fusibles de chip, como la serie C1T de accién lenta, se utilizan en diversas
aplicaciones de automocion en las que es importante un factor de forma compacto. (Fuente

de la imagen: Bel Fuse).

rapida o de accién lenta (también
llamado de accién retardada); los
fusibles de accién rapida se uti-
lizan cuando la velocidad de la
proteccion es critica; los de accién
lenta se utilizan en aplicaciones
que experimentan un aumento
de corriente a corto plazo o una
sobrecarga

I7t: Una especificacion
sin norma de ensayo

Una especificacion que merece es-
pecial atencion es el indice de fusion
nominal, 1%t (pronunciado “I al cua-
drado T"). Es una medida de la ener-
gia necesaria para fundir el elemento
fusible, una caracteristica importante
del fusible para cualquier aplicacion.
1t se expresa como “amperios al cua-
drado por segundo” (A2sec). Lamen-
tablemente para los disefadores, ni
las normas UL/CSA 248 o IEC127
para fusibles miniatura y microfusi-
bles incluyen un procedimiento de
prueba o criterios de prueba para 12t.
La definicion estandar de la industria
de 12t es:

FUSION 12t medida a 10In, utilizan-
do corriente continua (CC) constante,
donde In es la corriente nominal del
fusible.

El uso del 10In puede ser pro-
blematico y no siempre da lugar a
horarios de apertura precisos. Los
fusibles de fusidn lenta, en particular,
pueden requerir un multiplo superior
a 10 veces la corriente nominal para
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llegar al valor real de I?t. Dado que
los distintos fabricantes abordan este
dilema de forma diferente, es impor-
tante que los disefiadores compren-
dan claramente el método utilizado
para llegar a los valores de It de los
fusibles especificos.

Fusibles de chip de
acciédn rapida y de
accién lenta

Los disefiadores de sistemas de na-
vegacién para automéviles, sistemas
de gestiéon de baterias de iones de
litio (BMS), faros LED, alimentacién a

través de Ethernet (PoE), PoE+ y pan-
tallas de cristal liquido (LCD) pueden
beneficiarse del uso de fusibles de
chip de montaje superficial basados
en la tecnologia de pelicula gruesa,
como la serie 0685P de fusibles de
accién rapida. La serie 0685P se ca-
racteriza por su alta capacidad de
resistencia a la corriente de arranque.
Estos fusibles de tamaifo 1206, que
cumplen la norma AEC-Q200 y estan
aprobados por UL, estan disponibles
con valores de corriente de 2 A a 50
A, y valores de tensién (voltios) de 50
voltios de corriente alterna (CA) y 63
voltios de CC. El modelo 0685P3000-
01 esta clasificado para 6 A con una
clasificacién It de 1.3 A 2sec a 10In.
Para los disefiadores que necesiten
fusibles de accion lenta, Bel ofrece
la serie C1T de fusibles de chip de
tamafo 1206 (Figura 1). Estan dispo-
nibles con capacidades de corriente
de 750 miliamperios (mA) a 8 Ay
estan clasificados para 63 voltios de
CA o CC. El modelo 0685T6000-01
tiene una capacidad nominal de 6.0
A con una capacidad de 12t de 6.0
A 2sec a 10In. Los fusibles de accién
lenta de la serie C1T estan aprobados
por UL, CSA y CE, y cuentan con la
certificacion TUV segun la norma IEC
60127 para fusibles en miniatura.

Dispositivos PPTC
reajustables

Los disefios que pueden benefi-
ciarse de una proteccion de circuito

Figura 2. Los PPTC con plomo radial OZRS tienen una capacidad nominal de 32 voltios de CC

y hasta 10 A. (Fuente de la imagen: Bel Fuse).
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Tiempo de soplado
Comprobacion de la corriente

Minimo Maximo
100% 4 horas N/A
200% N/A 120 segundos
300% 0.15 segundos 3 segundos
800% 0.01 segundos 0.1 segundos

Tabla 1. Caracteristicas eléctricas de los fusibles lentos de montaje superficial de la serie 0680L.

(Fuente de la imagen: Bel Fuse).

reajustable con una resistencia de fun-

cionamiento muy baja y una corriente

de retencion muy alta pueden utilizar
dispositivos PPTC. Los PPTC pueden
ser especialmente Utiles en aplicacio-

nes como la proteccién de motores y

circuitos de motores en cerraduras de

puertas eléctricas, espejos, asientos,
techos solares y ventanas, asi como

sistemas de calefaccién, ventilacién y

aire acondicionado (HVAQ) y protec-

cion de E/S de unidades de control
electrénico (ECU).

Bel ofrece dos familias de dispositi-
vos PPTC. Ambas cumplen la normati-
va AEC-Q, estén certificadas por TUV
segln las normas EN/IEC 60738-1-1y
EN/IEC 60730-1, y estan reconocidas
por UL segln la norma UL1434:

* Los PPTC con cable radial 0ZRS
tienen una capacidad nominal de
500 mA a 10 A con una tensién
maxima de 32 VCC, y una poten-
cia tipica de 0.9 a 7.0 W (Figura
2). Por ejemplo, el 0ZRSOTO0FF1E
tiene una corriente de disparo de
1.9 A, una corriente de manteni-
miento de 1.0 Ay una potencia
nominal de 1.4 W.

* Los PPTC de montaje superficial
0ZCG tienen una capacidad nomi-
nal de 100 mA a 3 A con tensiones
maximas de 6 a 60 voltios de CCy
potencias tipicas de 0.8 a 1.3 W.
El dispositivo 0ZCG0110BF2B de
esta familia tiene una capacidad
nominal de 24 voltios de CCy una
corriente de retencién de 1.1 A,
una corriente de disparo de 2.2 A
y una potencia nominal de 1 W.

Fusibles resistentes a
la corriente de arranque

La serie 0680L de fusibles cera-
micos de montaje en superficie en
formato cuadrado 2410 tiene una
alta capacidad de resistencia a la co-

rriente de arranque (Tabla 1). Estos
fusibles de accion lenta estan disefia-
dos para aplicaciones que requieren
altos indices de interrupcion de CCy
altos indices de tension de CC. Tienen
una capacidad nominal de hasta 125
voltios de CC o CA y ofrecen valores
de corriente de 375 mA a 12 A. Los
fusibles 0680L cumplen la normativa
AEC-Q.

Estos fusibles de accion lenta se
utilizan a menudo para la protec-
cion de circuitos PoE, PoE+, de ali-
mentacion y de carga de baterias; el
0680L3000-05 tiene una capacidad
nominal de 3 Ay 0.81 W con una
capacidad 12t de 13 A2sec a 10In.

Fusibles de potencia
para vehiculos
eléctricos de accidn
rapida

Los disefiadores pueden recurrir
a fusibles de accién rapida en con-
figuraciones de cartucho y atorni-
lladas para proteger las baterias de
alta potencia y los convertidores de
energia para vehiculos eléctricos. Es-
tos fusibles cumplen plenamente con
la Directiva de la UE 2011/65/UE y la
directiva enmendada 2015/863. Es-
tan disefados para cumplir la norma
UL 248-1, asi como los requisitos de
fiabilidad de JASO D622 e 1SO8820-8.
Las aplicaciones tipicas son:
* Fusién del sistema principal
* Estaciones de carga
* Almacenamiento de energia y ba-
terfas
* Unidades de distribucion de ali-
mentacion
* Convertidores de CC a CC incor-
porados
* Motores de bombas de freno
* Motores de compresores de aire
acondicionado
* Sistemas de direccion eléctrica

Pueden manejar corrientes de has-
ta 600 A y tienen capacidades de
tensién de 500 a 1000 voltios de
CC; el OADACO0600-BE es un buen
ejemplo de fusible de tipo cartucho
con capacidad para 600 mA y 600
VCC o VCA, con una capacidad I*t de
0.073A2sec a 10In.

Fusibles de retardo EV

La serie 0697W de fusibles submi-
niatura, de cable radial, con retardo
de tiempo, tiene capacidades de 350
voltios de CA o 72 voltios de CC, una
capacidad de corrientede 1 Aa 6 A,
y cumple con la norma IEC 60127-3
(Figura 3). Estos fusibles cumplen
con la calidad AEC-Q y las normas
medioambientales Mil-Std 202G.

Las aplicaciones de los dispositi-
vos 0697W incluyen ECU, motores,
controles de climatizaciéon y venti-
lacion, enchufes y accesorios para
encendedores, tomas de corriente
y mazos de cables. Por ejemplo, el
0697W2000-02 esta clasificado para
2 Ay 0.63 W con una clasificacion 12t
de 30 A2sec a 10In.

Obturadores de
modo comun para
comuhnicaciones de alta
velocidad

Los disefadores de sistemas de
infoentretenimiento, multimedia y
ADAS para automdviles que utilizan
un bus de comunicaciones Ethernet,
CAN, FlexRay o USB pueden recurrir
a laserie SPDL de Signal Transformer
de obturadores de modo comun ul-
tracompactos con certificacion AEC-
Q200 para la supresién del ruido en

-

Figura 3. La serie 0697W son fusibles de plo-
mo radial, de alta tensién y con retardo, que
cumplen con la normativa AEC-Q. (Fuente de
la imagen: Bel Fuse).
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Figura 4. La serie SPDL de choques de modo comin SMD ultracompactos puede utilizarse
con interfaces de comunicacion Ethernet, bus CAN, FlexRay o USB. (Fuente de la imagen:

Signal Transformer).

modo diferencial (Figura 4). Estas
bobinas compactas de montaje su-
perficial (SMD) se ofrecen en cua-
tro tamanos métricos, 2012, 3216,
3225y 4532,y 26 valores nominales
de componentes diferentes. La serie
SPDL tiene un rango de corriente no-
minal de 150 a 400 mA y un rango
de impedancia de 90 a 2200 ohmios
(Q). El modelo SPDL3225-101-2P-T
tiene una capacidad nominal de 150
mAYy 2200 Q con una inductancia de
100 microhenrios (uH).

Actualizar a Ethernet

Debido a su mayor velocidad de
transmisién de datos y su menor peso
del cable, los disefiadores estan susti-
tuyendo el bus CAN por Ethernet en
un nimero creciente de aplicaciones
de eMobility. Los médulos de conec-
tores integrados (ICM) de Ethernet
de un puerto para automéviles de Bel
Fuse tienen la solucién magnética de
Ethernet integrada en el paquete del
conector. Esto da lugar a una solucién
mas compacta y simplifica la tarea de

Figura 5. Los ICM de un puerto de Ethernet
para automoviles MagJack cuentan con
magnetismo integrado para satisfacer la
necesidad de soluciones compactas. (Fuente
de la imagen: Bel Fuse).
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actualizar los sistemas de bus CAN
existentes con estilos de sefalizacion
y cableado Ethernet (Figura 5). Los
ICM Ethernet de MagJack funcionan
a una temperatura de hasta 100 °Cy
son compatibles con SAE/USCAR2-6.
Estos ICM estdn homologados por
Broadcom, Intel y Marvell, y son com-
patibles con los transceptores estan-
dar de automocién, lo que simplifica
aun mas el paso a Ethernet.

Un ejemplo es el ICM Ethernet
para automoviles A829-1J1T-KM, que
cumple todos los requisitos eléctricos
de la norma IEEE 802.3 10/100Base-T.

Conversion de energia
para HEV v EV

Bel Power Solutions ofrece a los
disefiadores una completa gama de
opciones de conversiéon de energia
para la eMobility, incluyendo conver-
tidores CC-CC, convertidores CC-CC
bidireccionales, cargadores a bordo,
inversores auxiliares y sistemas de
cargadores inversores que integran
un cargador inversor bidireccional
con dos convertidores descendentes
CC-CC. Por ejemplo, el BCL25-700-8,
de 22 kilovatios (kW), es un cargador
de baterfas a bordo, refrigerado por
liquido, para VEH y VEH en platafor-
mas de carga media y pesada, para
uso en carretera y fuera de ella (Figura
6). Las caracteristicas y especificacio-
nes del BCL25-700-8 incluyen:

e Entrada monofasica (190 a 264
voltios CA) o trifasica (330 a 528
voltios CA)

* Puede conectarse a la red eléctrica
de CA 0 a una estaciéon de carga
de equipos de suministro de ve-
hiculos eléctricos (EVSE) (EV Std.
IEC 61851-1)

Proteccion de circuitos

* Corriente de salida constante de
60 A en un rango de voltaje de
250 a 800 voltios CC

¢ Se pueden colocar hasta cuatro
unidades en paralelo

e Cumple con las normas IP67 e
IP6KOK

* Certificaciones IEC 61851-21-1y
ECE R10.6

¢ Interfaz SAE J1772 y CAN compa-
tible con SAE J1939

* Supervision del enclavamiento ac-
tivo de alta tension de CC

* Funciona de -40 a 60 °C a plena
carga

* Protecciones contra sobretempe-
ratura, sobrecorriente y sobreten-
sion de salida

Figura 6. El BCL25-700-8 es un cargador de
baterias de 22 kW, con refrigeracién liquida,
para HEV y EV que se destinan a aplicaciones
medianas y pesadas, tanto en carretera como
fuera de ella. (Fuente de la imagen: Bel Fuse).

Conclusion

Se necesitard una amplia variedad
de soluciones de proteccién de circui-
tos, comunicaciones y conversion de
energia para cumplir los requisitos
de seguridad y sostenibilidad de la
proxima generacién de vehiculos co-
nectados, eléctricos y cada vez mas
automatizados.

Como se ha mostrado, los dise-
fladores tienen facil acceso a solu-
ciones en forma de dispositivos de
proteccion de circuitos calificados
para el sector de la automocion, cho-
ques de supresiéon EMI que cumplen
con la norma AEC-Q200, conecto-
res Ethernet RJ45 totalmente blin-
dados que cumplen con la norma
SAE/USCAR2-6 y convertidores de
potencia con certificacion IP67. Esto
ayudaréa a los disefadores de HEV y
EV a afrontar los numerosos retos
de disefio actuales y emergentes a
medida que evolucionan los disefios
auténomos. M
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El aprendizaje automético direc-
tamente en el dispositivo posee el
potencial de revolucionar innume-
rables productos, ya sea la catego-
rizacion de objetos de un sensor de
imagen, gestos de un acelerémetro
o frases de un flujo de audio. Sin
embargo, para lograr esto, hay
que ejecutar los algoritmos en los
componentes embebidos.

El desarrollo de aplicaciones ba-
sadas en el aprendizaje automatico
requiere la gestién de multiples

Edge

disciplinas técnicas, pero muchas
empresas sélo tienen algunas de
estas disciplinas representadas in-
ternamente. Por ello, los cientificos
de datos, los ingenieros de apren-
dizaje automatico y los desarrolla-
dores de software son contratados
para desarrollar, capacitar, ajustar
y probar modelos para el aprendi-
zaje automético. Aqui, el problema
radica en que estos modelos no
se suelen ejecutar en el hardware
embebido o los dispositivos mévi-
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Figura 1. Para permitir que el aprendizaje automatico se ejecute en hardware integrado, los

modelos deben cuantificarse y optimizarse.

les porque la mayoria de los inge-
nieros de aprendizaje automatico
no han usado nunca modelos en
hardware integrado y no estan
familiarizados con las limitaciones
de recursos. Para que los modelos
entrenados puedan utilizarse en
SoC, FPGA y microprocesadores
moviles, el modelo debe optimi-
zarse y cuantificarse.

Los fabricantes de semiconduc-
tores, por su parte, se enfrentan al
reto de desarrollar productos que
satisfagan nuevos requisitos en lo
que se refiere al rendimiento, el
coste y el formato—todo ello con
estrictas demandas de tiempo de
llegada al mercado. Se requiere
flexibilidad para las interfaces, las
entradas, las salidas y el uso de la
memoria para que los productos
puedan adaptarse a una amplia
variedad de aplicaciones.

TensorFlow Lite
simplifica I a
optimizacién vy la
cuantizacion

Esto se ha vuelto algo mas fa-
cil en los ultimos afios gracias a
TensorFlow Lite de Google, una
plataforma de coédigo abierto para
aprendizaje automatico que ahora
incluye scripts que se pueden usar
para optimizar y cuantificar los
modelos de aprendizaje automa-
tico en un archivo “FlatBuffers”(*.
tflite). Utiliza parametros configu-
rados para un determinado entor-
no de aplicacion.

En el mejor de los casos, un
producto de hardware embebido
deberia poder importar archivos
FlatBuffer directamente desde Ten-
sorFlow, sin tener que usar mé-
todos de optimizaciéon propios o
especificos de hardware fuera del
ecosistema de TensorFlow. Esto
permite a los ingenieros de soft-
ware y hardware utilizar facilmente
el archivo FlatBuffer cuantificado y
optimizado en FPGA, SoCy micro-
controladores.
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Machine Learning
= TensorFlow Flatbuffers (*.tflite) file
= Deployment SDK
= Weight & Bias Coefficients
= Microprocessor Model Firmware
= NPU FPGA Firmware

Camera
= Parallel, MIPI CSI-2 (D-PHY or C-PHY)
= LVDS, SubLVDS, HiSPi

Video
= HDMI, Parallel, MIPI DSI (D-PHY or C-PHY)

Microphone
= |2S, PWM, PDM, Analog

MU
= 12C, SPI, UART

\

Video
= HDMI, LVDS, Parallel/MIPI DPI
= MIPI DSI, CSI-2 (D-PHY or C-PHY)

Peripheral
= 12C, SPI, UART, I12S, PWM, PDM, GPIO

Wireless
= Bluetooth Low Energy

FPGA Embedded Hardware Modules

= ARM Cortex-M1/M3 Microprocessor

= GoAl 2.0 NPU Coprocessor

= 8MB Extended PSRAM Layer Memory

Figura 2. Los FPGA ofrecen la interfaz adecuada y facilidad de escalabilidad para cada aplicacion.

Una comparacién de
SoC, ViCU v FPGA

Las plataformas de hardware
embebidas sélo tienen recursos
limitados, no son especialmente
buenas para fines de desarrollo
y resultan complicadas de usar.
Pero, a cambio, ofrecen minimo
consumo de energia, bajos costes
y médulos con pequenas dimen-
siones. ¢(Qué aportan los SoC, los
microcontroladores y los FPGA?

Los SoC proporcionan el méxi-
mo rendimiento y muchas inter-
faces estdndares, pero también
suelen tener el mayor consumo de
energfa. Las entradas y las salidas
especificas de la interfaz consu-
men mucho espacio en el chip, lo
que hace que sean relativamente
costosos.

La ventaja de los microcon-
troladores consiste en su minimo
consumo de energia y pequefo
formato. Sin embargo, a veces,
estan limitados en lo que se refiere
a rendimiento de aprendizaje auto-
matico y capacidad de modelado.
Los modelos de gama alta de es-
tos productos sélo suelen ofrecer
interfaces especializadas, como
aquellas para cdmaras o micréfo-
nos digitales.
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Los FPGA cubren un amplio
segmento entre los microcontro-
ladores y los SoC. Se encuentran
disponibles con una gran selec-
cién de encapsulados y entradas y
salidas flexibles. Esto permite que
soporten cualquier interfaz reque-
rida para una aplicacion dada sin
tener que “desaprovechar” espacio
de chip. Las opciones de configu-
racién también pueden adecuar el
coste y el consumo de energia con
el rendimiento e integrar funciones
adicionales. El problema con el
uso de los FPGA en aplicaciones
de aprendizaje automatico es la
ausencia de soporte e integracién
para las plataformas SDK, como
TensorFlow Lite.

FPGA de aprendizaje
automatico

Para superar este “defecto”,
Gowin Semiconductor proporciona
un SDK en su plataforma GoAl 2.0
que extrapola modelos y coeficien-
tes, genera cédigo C para el pro-
cesador ARM Cortex-M integrado
y produce flujos de bits y firmware
para los FPGA.

Otro desafio se encuentra en la
importancia de los requisitos de
memoria flash y RAM de los mode-

los de aprendizaje automatico. Los
nuevos FPGA uSoC hibridos, como
el Gowin GW1NSR4P, satisfacen las
necesidades de integrar de 4 a 8
MB de PSRAM adicional. EI GW1N-
SR4P ofrece un coprocesador GoAl
2.0 especial para las tareas de pro-
cesamiento y almacenamiento ace-
lerados de las capas plegablesy
agrupadas. Se utiliza junto con su
nucleo IP Cortex-M de hardware,
que controla los pardmetros de
capa, el procesamiento del modelo
y los resultados de salida.
Muchos proveedores de semi-
conductores programables tam-
bién suministran programas y ser-
vicios de disefio para una curva
de aprendizaje mas pronunciada
a aquellos clientes que utilizan
hardware embebido para apren-
dizaje automatico. Gowin no una
excepcién aqui—el programa de
servicio de disefio GoAl ayuda a
los usuarios a buscar una solucion
de un solo chip por categoria u
obtener asistencia con la imple-
mentacion de modelos entrenados
y probados “listos para usar”, pero
que no saben cémo deben comu-
nicarse con el hardware integrado.
Los fabricantes ofrecen este
tipo de programas para ayudar
a las empresas a utilizar menos
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recursos en lo que se refiere al aprendizaje au-
tomatico embebido y en las implementaciones
de hardware integrado (TinyML), por lo que
se pueden concentrar mas activamente en el
desarrollo de su producto.

Conclusién
El aprendizaje automéatico embebido y local

actualmente es un campo populary en constan-
te crecimiento para muchos desarrolladores de

productos. No obstante, existen unos desafios
considerables, ya que se necesita contar con
ingenieros de una gran variedad de disciplinas
y campos para poder desarrollar estas solucio-
nes. Algunos fabricantes de semiconductores
programables responden a esta necesidad
mediante el uso de herramientas de ecosistema
populares para hardware embebido y la oferta
de dispositivos con interfaces flexibles, memo-
ria extendida, nuevas herramientas de software
y servicios de disefio. H

GOWIN FPGA (GW1NSR4, GW2AR18, GW2A55)

ARM ITCM (32KB)
12C Camera Config _
Cortex:M1/M3 DTCM (4KB)
GoAl 2.8 Accelerator
GoAl 2.0 AHB. Depthwise . Max Avg
Input Data Rggister Map [« | | Convolution nvolution Pool Pool
Buffer H— &
96x96 Bytes Memory ‘\ ﬁ : \\ ﬁ . ﬁ‘ ﬁ
Load/Unload } ?‘ L N\ I I
Weight/Bi:
Camera, o ||
Microphone, orater || controtler
Accelerometer

Machine Learning Model

Figura 3. Con PSRAM adicional, el GW1NSR4P de Gowin proporciona la méxima amplitud de capa y, por lo tanto, permite un procesamiento
y un almacenamiento acelerados de las capas plegables y agrupadas.
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La pandemia ha acelerado rapida-
mente el ritmo de transformacion digital
y el software es vital en como trabaja-
mos, vivimos y aprendemos. Mientras
el mundo se vuelve mas digitalizado y
dependiente de los productos digitales,
la calidad del software ha pasado a estar
en el punto de mira.

Como la rapida digitalizacién no
muestra indicios de ralentizarse, la in-
novacion y el desarrollo basados en
software continuarén. Teniendo en
cuenta que el software de baja calidad
se estima que cuesta a la economia
estadounidense la escalofriante cantidad
de 2.000.000.000.000 USD en 2020,
las organizaciones deben encontrar una
forma de equilibrar la velocidad de pro-
ducciéon de software con su calidad.

Para entender mejor la calidad del
software, hemos preguntado al Dr.
Gareth Smith, Director General de Au-
tomatizacién de Pruebas Software en
Keysight, por qué la calidad del soft-
ware determina en estos momentos el
éxito de los negocios y como pueden
las organizaciones tomar medidas para
mejorarla.

1. ¢Por qué es tan importante la calidad
del software?

En la Ultima década, las organizacio-
nes se han centrado en producir nue-
vas aplicaciones y servicios tan rapido
como fuera posible para mantener el
ritmo de la demanda, que cambia muy
rapidamente, y para dar soporte a la
transformacién digital. Sin embargo,
con la presion de entregas muy rapidas,
la calidad del software a menudo queda
en segundo plano.

La calidad del software es critica
en un mundo principalmente digital.
Por ejemplo, un defecto no detectado
puede ocasionar indisponibilidades del
sistema, y una mala configuracién de
plataformas en la nube puede ocasionar
brechas de seguridad o pérdida de da-
tos. Los defectos de software incremen-
tan drasticamente el coste de desarrollo.
Y, cuando el software es publicado, el
coste de encontrar y solucionar es sig-
nificativamente superior que durante la
fase de disefio o desarrollo.

2. ({Cémo pueden las organizaciones
mejorar la calidad de su software?

Con el rapido desarrollo de software,
las pruebas y la supervision deben ser
priorizadas para proporcionar una
experiencia digital de alta calidad sin
fricciones (en todos los canales) que
proporcione resultados satisfactorios a
los usuarios. Las plataformas de prueba
de software de préxima generacion
soportan esto incorporando las Ultimas
técnicas de 1A que aprenden del uso real
de la aplicacion, patrones de defectos
(bugs) histdricos, y cuyas conductas
de aplicacion ofrecen los resultados de
negocios mas criticos. Estas platafor-
mas pueden generar pruebas de forma
automaética que se centren en las expe-
riencias de usuario de la aplicacién que
son mas importantes para el éxito de
los negocios. Esta automatizacién inte-
ligente de pruebas extremo a extremo
dentro de un entorno DevOps permite
que las empresas suministren software
de mayor calidad mas rapido a la vez
que liberan grupos de trabajo para in-
crementar su productividad.

3. {Cémo estd impactando DevOps
en las estrategias de pruebas y que
papel tiene la plataforma inteligente
de automatizacion de Keysight?

DevOps consiste en crear silos entre
los diferentes grupos de trabajo para
coordinar y colaborar para producir
productos mejores y mas fiables, mas
rapidamente. Adoptando una filosofia
DevOps, los grupos de trabajo han in-
crementado la confianza en las aplica-
ciones que construyen, tienen mayores
capacidades para cumplir con las nece-
sidades de sus clientes, y alcanzan los
objetivos de negocios mas rapidamente.

El éxito de DevOps estd intrinsica-
mente vinculado a la automatizacién
de pruebas, ya que las pruebas manua-
les no pueden abordar la superficie de
pruebas que esta siempre en expansion
y con frecuencia de despliegue cada vez
mayor. Sin embargo, no es suficiente
automatizar un punado de pruebas o
de procesos administrativos. Para tener
éxito en la era digital, los ingenieros de

automatizacién de desarrollo y pruebas
deben colaborar con los equipos de
operaciones para asegurar que las apli-
caciones y el software alcanzan el obje-
tivo final de encandilar a los usuarios.

En Keysight, estamos ayudando a
los grupos de pruebas a automatizar de
forma inteligente todo el ciclo de vida de
pruebas, desde la creacién de casos de
pruebas, pasando por la ejecucion de
pruebas, y hasta el andlisis automatico
de los resultados. Nuestra plataforma
potenciada por IA acelera el desarrollo y
proporciona visibilidad e informacién de
como los usuarios manejan propiedades
digitales. Esta informacion se realimenta
a la automatizacién de pruebas, mejo-
rando significativamente la calidad y la
fiabilidad del software.

4. (Como la IA esta cambiando las
estrategias de automatizacion de
pruebas?

La IA facilita que la automatizacién
de pruebas vaya mas alla de su horizon-
te de automatizacién simple basada en
reglas. Utiliza algoritmos para entrenar
con eficiencia sistemas utilizando gran-
des conjuntos de datos. A través de la
aplicacion de razonamientos, resolucion
de problemas, y aprendizaje de maquina
(ML), una herramienta de automatiza-
cién potenciada por IA puede simular
comportamiento humano y reducir la
involucracién directa de probadores de
software en tareas rutinarias.

La automatizacion inteligente de
pruebas evalla la funcionalidad, pres-
taciones, y usabilidad de productos di-
gitales en vez de simplemente verificar
el codigo. Incorpora Al, ML, y analitica
para probar y supervisar la experiencia
de usuario (UX); analiza aplicaciones
y datos reales para generar automati-
camente y ejecutar “user journeys”. El
resultado es una forma mas inteligente
de probar de forma continuada aplica-
ciones y software, donde quiera que se
estén ejecutando.

Las herramientas basadas en IA eli-
minan solapamientos de costes de prue-
bas, optimizan los esfuerzos de pruebas
existentes con pruebas mas predecibles,
y aceleran el progreso desde la deteccién
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de defectos hasta la prevencién de de-
fectos. Lo que, a su vez, resulta en una
calidad software mejorada.

5. ¢Por qué hay un cambio hacia la
calidad continuada?

Con la transformacién digital, las
pruebas deben cambiar de estar centra-
das en la verificacion hacia un proceso
continuo de calidad. Los grupos de
trabajo deben incorporar la calidad en
cada fase del desarrollo de software y
automatizar el proceso.

La calidad continuada se basa en
adoptar un enfoque sistematico para
encontrar y solventar defectos del soft-
ware durante todo el ciclo de desarrollo
del software (SDLC). Reduce el riesgo
de vulnerabilidades de seguridad y de
defectos ayudando a encontrar y so-
lucionar problemas tan proto como
sea posible.

6. Para mejorar la calidad del software,
¢necesitas anadir mas recursos téc-
nicos?

No. La IA esté realizando el proceso
de disefo, desarrollo, y lanzamiento del
software mas rapido, mejor y més bara-
to. No se trata de que los robots estén
sustituyendo a los programadores. Las
herramientas potenciadas por IA per-
miten que los gestores de proyectos,
analistas de negocios, codificadores de
software y probadores sean mas pro-
ductivos, més efectivos, facilitindoles
la produccién de software de mayor
calidad mas rapido y a menor coste.

En Keysight, nuestras plataformas
inteligentes de automatizacién permi-
ten que los “citizen developers” utili-
cen con facilidad nuestra solucién sin
cédigo que utiliza IA y analitica para
automatizar la ejecucion de pruebas a
lo largo de todo el proceso de pruebas.
Facilita que los expertos de dominio se
conviertan en ingenieros de automa-
tizacion. La IA 'y el ML se encargan de
escribir el cédigo y de su mantenimien-
to porque la maquina puede crear y
ejecutar miles de pruebas en minutos, a
diferencia de los probadores humanos.

7. {Cémo esta transformando la auto-
matizacién de pruebas la plataforma
de automatizacion de Keysight Te-
chnologies?

La plataforma de automatizacién
inteligente de Keysight es la Unica he-
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rramienta de pruebas completamente
no invasiva, asegurando una cobertura
completa de pruebas sin llegar a tocar
el cédigo fuente o instalar nada en el
sistema bajo prueba (SUT). Nuestra
tecnologia reside fuera de la aplica-
cion e informa acerca de problemas de
prestaciones, defectos y otros errores
sin la necesidad de entender la pila de
tecnologia subyacente. Esto es critico
para las empresas reguladas, como
las sanitarias, gubernamentales y de
defensa.

La automatizacion potenciada por
IA puede probar cualquier tecnologia
en cualquier dispositivo, sistema ope-
rativo, o navegador, en cualquier capa;
desde la interfaz de usuario (Ul) hasta
APl en la base de datos. Esto incluye
todo desde el sitio web mas modernoy
altamente dindmico hasta sistemas an-
tiguos de back-office hasta sistemas de
control y mando y de punto de venta.

La meta final de la automatizacién
inteligente es entender como son afec-
tados la experiencia de los clientes y los
resultados de negocios por el compor-
tamiento de aplicaciones o software.
Es mas, se trata de identificar oportu-
nidades para mejoras y de predecir el
impacto gque tienen esos cambios en
los negocios.

8. (Cuéles son algunas de las tenden-
cias futuras que se espera ver en la
Calidad Software?

La importancia de la calidad del
software seguird creciendo al acelerar-
se el ritmo de adopcién digital. Cada
organizacion digital debe supervisar
continuamente las prestaciones de pro-
piedades digitales y como los usuarios
estan interactuando con ellas para
asegurarse de que ofrecen la mejor
experiencia de usuario posible. A con-
tinuacion, listamos 5 tendencias que
creemos que ocurrirdn en el mundo de
QA en los proximos 3 anos:

1. Quality Assurance (QA) se convertira
en clave de beneficios en vez de una
funcién de cumplimiento. A no ser
que su software salga al mercado
el primero, tenga una experiencia
usuario asombrosa y funcionalidad
impecable, y un tiempo de respues-
ta inmediato, su negocio se vera en
apuros o fracasara. Pero, si consigue
lograr estos objetivos, tendra éxito.
Por tanto, aprovechar QA para me-
dir esto continuamente y predecir
el éxito o el fracaso es una clave de

4.

Automatizacién de pruebas

beneficios y no simplemente una
funcién de cumplimiento.

. Experiencia de Usuario (UX) es el

diferenciador clave de su negocio.
Su UX es su escaparate, tiene la
atencion de los clientes y necesita
mantenerles ahi. Sera mejor que sea
excelente o se quedara rezagado.

. Prestaciones. Si tiene demoras en la

funcionalidad mayores a 3 segun-
dos en cualquier momento, su ne-
gocio fracasara. Los Milenials tienen
poca paciencia, iy la Generacion Z
aun menos! 3 segundos es el tiem-
po que sus clientes esperaran antes
de irse a la competencia. Pruebas
de carga y prestaciones continuas y
mejores seran necesarias para ase-
gurar la escalabilidad y los tiempos
de respuesta.

La Némesis Digital. Las pruebas de-
ben ser ain mas inteligentes, una
némesis digital puede encontrar
de forma inteligente puntos débi-
les en cualquier sistema utilizando
ingenieria del caos potenciada por
IA. Resalte estos puntos débiles y
soluciénelos antes de que nadie los
descubra. Esto se aplica a funciona-
lidad, prestaciones, UXy seguridad.

. Fusion de Pruebas de Extremo a

Extremo. Desde el hardware hasta la
UX. Han pasado los tiempos en que
probar una capa de tu pila o un tipo
de prueba. Probar un terminal 5G,
una estacién base 5G, la carga de
la red, la capacidad de la aplicacién
para gestionar carga, pruebas fun-
cionales, pruebas d API, pruebas de
prestaciones, pruebas de seguridad,
pruebas en iOS o Android, probar
las pruebas en la nube, etc. etc. etc.
{Qué pasa cuando hay que probar
todo el sistema, de extremo a ex-
tremo, y en todas sus capas, flujos
de trabajo y puntos de interaccién?
Sin realizar esta prueba comple-
ta, nunca realizaremos una prue-
ba real del sistema en produccién;
nunca podremos aislar realmente
un problema porque puede que
no se produzca sin la interaccion
entre diferentes capas o bajo dife-
rentes condiciones de interaccién.
Por tanto, ahora es necesario llevar
las pruebas al siguiente nivel, prue-
bas que fusionen multiples capas
aunando las capacidades de los
expertos de pruebas de hardware,
de software, de red, y de UX en un
entorno de trabajo de extremo a
extremo. M
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Coémo se diferencian las memorias Flash para automocién
de los dispositivos para consumidores

Al buscar una memoria Flash para
una nueva aplicacién, ademas de la
amplia gama de productos, paque-
tes y capacidades, también se debe
tener en cuenta la diferencia entre
los dispositivos para consumidores o
para el sector de la automocion. Es-
pecialmente aquellos miembros mas
inexpertos de un grupo de ingenieros
tendran problemas para encontrar
la diferencia entre ambos grados.
Comparando las especificaciones
en las fichas de datos, estas suelen
ser similares o incluso idénticas. Sin
embargo, aunque los paquetes y
especificaciones son similares, existen
diferencias en los procesos de manu-
factura, en la gestion del ciclo de vida
y en el soporte de analisis de averias
en caso de que una pieza falle.

En su informe de 2015, la ZVEI
(Asociacion Alemana de Fabricantes
de Material Eléctrico y Electrénico)
destacé 66 diferencias potenciales en-
tre los componentes semiconductores
para consumidores y para el sector de

la automocién. Entre las areas donde
puede haber diferencias, se encuen-
tran el desarrollo de la tecnologia de
semiconductores, el empaquetado
y el disefo del producto. También
debemos considerar la validacion,
caracterizacién y cualificacién, ma-
nufactura y pruebas, en las que se
siguen procesos y normas relevantes.
Por ejemplo, los dispositivos para el
sector de la automocién cuentan con
total trazabilidad a lo largo de su
cadena de suministro. La gestién de
cambios con el proveedor debe cum-
plir la norma JEDEC J-STD-048. Esto
permite a los clientes enviar pedidos
o determinar fechas de envio cuando
los productos se descatalogan. Nor-
malmente, los productos de memoria
Flash para el sector de la automocién
cumplen la norma AEC-Q100 de gra-
do 2 (-40 °C a +105 °Q), se lanzan
mediante el proceso Production Part
Approval Process (PPAP) o Proceso de
Aprobacion de Piezas de Produccién y
cuentan con un soporte a largo plazo.

Memorias Flash para
automocién

Los sistemas electronicos del sector
de la automocion también se encuen-
tran en un periodo de grandes cam-
bios debido a las complejidades de
los Sistemas avanzados de asistencia
al conductor (ADAS), la Conduccion
auténoma (AD) y las exigencias de
los consumidores de disfrutar de una
experiencia similar a la de los telé-
fonos inteligentes en el asiento del
conductor. Las unidades electronicas
de control (ECU) han aumentado las
exigencias de la capacidad de memo-
ria Flash, debido al crecimiento de
aplicaciones que requieren grandes
cantidades de almacenamiento, como
la telematica, el infoentretenimiento
en el vehiculo o incluso los registra-
dores de datos de eventos (Figura 1).

Segun datos internos, Quantum
predice que los vehiculos individuales
consumiran entre 5 TB y 20 TB de
datos cada dia. Una cantidad superior

(e e ) el i e b s

Figura 1. Los requisitos de la capacidad de almacenamiento para las memorias Flash utilizadas en el sector de la automocién y la cantidad de
aplicaciones sigue creciendo a un ritmo constante.
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Figura 2. La operacién de la memoria Flash a temperaturas por encima de 40 °C resulta en
una reduccién exponencial de la retencién de datos.

al consumo mensual promedio de una
persona usando su teléfono inteli-
gente. El almacenamiento se utiliza
para mapas sin conexion, archivos
de infoentretenimiento y proporciona
una ubicacién para las actualizaciones
Por Aire (OTA) hasta que estas se
puedan instalar. Se utiliza cada vez
més para almacenar imagenes de
camaras y datos de sensores para op-
timizar los algoritmos de aprendizaje
automatico.

Lo que no cambia es el entorno
en el que operan estas unidades
electrénicas de control. El entorno
de la automocioén esta sujeto a cons-
tantes altas temperaturas, diferentes
condiciones ambientales y continuos
golpes y vibraciones. De todos estos
factores, la alta temperatura es el
factor mas problematico para las
memorias Flash.

Retencion de datos en
NAND Flash

El proceso de escritura de datos
en las celdas NAND Flash provoca
un ciclo de programacién-borrado
(P/E), que requiere la aplicacion de
una carga eléctrica relativamente
alta. Sin embargo, cada ciclo de
programacién-borrado resulta en una
minuUscula degradacién de la capa de
oxido en la celda, lo cual explica la
esperanza de vida finita de las me-
morias Flash. Llegado a cierto punto,
esta capa de 6xido queda debilitada
hasta que no puede mantener de una
forma fiable la carga necesaria para
almacenar los datos. El desplazamien-
to del almacenamiento en celda de
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una capa (SLC), que almacena 1 bit
por celda, al de celda de triple nivel
(TLC) ha exacerbado este problema.
Dado que el TLC utiliza ocho voltajes
diferentes para representar los valores
de «000» al «111» que almacena cada
celda, el controlador de NAND debe
refrescar las celdas constantemente
para garantizar que se mantiene el
voltaje de umbral.

La carga eléctrica se degrada de
forma natural con el paso del tiempo,
pero el indice de pérdidas depende
de la temperatura y del estado de
salud de la celda. El funcionamiento
de NAND Flash a bajas temperatu-
ras, a menos de 40 °C, no supone
problemas. Sin embargo, cualquier
aumento de temperatura por encima
de este umbral supone una reduccién
dréstica y exponencial de la retencién
de datos, tal y como se describe en
la ecuacion de Arrhenius (Figura 2).
Algunos de los errores causados por
esta degradaciéon quedan parcial-
mente enmascarados por las rutinas
del codigo de correccién de errores
(ECC) dentro del controlador Flash.

Sin embargo, llegado cierto punto,
las operaciones de escritura ya no se
pueden realizar, y se considera que la
celda ha fallado. El bloque asociado
se marca como gastado para garan-
tizar que ya no se utiliza.

Aunque los programadores de
aplicaciones creen que saben cuantos
datos se escribirdn en sus memorias
Flash, la realidad suele ser distinta.
Tanto las memorias NAND como las
NAND gestionadas dependen de un
controlador de memoria Flash que
gestiona los accesos de escritura a
nivel de pagina y blogue del dispo-
sitivo. Por ejemplo, ocasionalmente
diferentes cantidades pequenas de
datos esparcidos en varios blogues
se transfieren a un solo bloque para
crear mas espacio para otros datos
gue se estan escribiendo. Sin embar-
go, esta accion no estd relacionada
con el proceso de escritura de datos
iniciado a nivel de aplicacion, y estos
ciclos adicionales de lectura-borrado-
modificacién-escritura causan que el
desgaste se acelere. Esta diferencia
entre los datos escritos por la aplica-
cién y la escritura real en las celdas
Flash se conoce como el factor de
amplificacion de escritura (WAF).
Idealmente, lo mejor seria un WAF
cercano a 1 (Figura 3). Por lo tanto, es
esencial revisar las trazas de carga de
trabajo cuando se trabaja con NAND
gestionadas, como el almacenamien-
to e-MMC o UFS.

Mejores practicas de
gestion de datos con
Flash para el sector de
la automocidén

Dado que los controladores Flash
intentan optimizar el uso de la memo-
ria al reorganizar el espacio muerto
no utilizado, es Util evitar la escritura
de pequenos grupos de datos. Debe

Data written to NAND flash memory

WAF= —

e e =M

Data written by the host

Figura 3. La diferencia entre los datos escritos en la memoria Flash por el procesador Host y

el nimero de escrituras en las celdas de la memoria NAND por el controlador Flash se define

como WAF.
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Figura 4. Al gestionar pequenas cantidades de datos, como el registro de diagnésticos, tiene
sentido escribir los datos solo cuando estos llenan una pagina o bloque Flash entero.

intentarse recopilar suficientes datos
para llenar una pagina entera antes
de guardarlos en el almacenamiento
Flash. Como resultado, las opera-
ciones de escritura del controlador
Flash se vuelven mas eficientes y el
dispositivo se desgasta menos. Las
aplicaciones de registro de datos
son especialmente propensas a este
problema. Por ejemplo, si los datos
no llenan una pagina, vale la pena
guardarlos en el bufer hasta que se
llene un bloque entero (Figura 4). Los
dispositivos NAND gestionados, como
el UFS THGAFBT2T83BABI de 512 GB
para el sector de la automocion de
KIOXIA, proporcionan una funcién
de caché de escritura que se puede
activar en estos casos.

Finalmente, el almacenamiento
gestionado ofrece informacién sobre
el estado de salud de la memoria
NAND Flash. Por ejemplo, datos sobre

desgaste o la esperanza de vida. El
rango de datos de diagnéstico de la
e-MMC es limitado y es poco proba-
ble que mejore. Sin embargo, JEDEC
responde a solicitudes de mejora
en el campo de los datos de diag-
nostico para almacenamiento UFS,
contribuyendo asi a su crecimiento
como la opcién de NAND gestionada
preferida. Ambos tipos de almacena-
miento también ofrecen la posibilidad
de actualizar los datos almacenados
cuando o si se necesita. Esto revisa
qué bloques se consideran «en riesgo»
de pérdida de datos, y entonces los
transfiere a una ubicaciéon nueva y
menos desgastada.

El UFS es también cada vez mas
popular en las aplicaciones para
automoviles debido a su mayor ren-
dimiento. Los sistemas UFS arrancan
un 2,5 % mas rapido que los sistemas
e-MMC y 10 veces mas rapido que
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QSPI NOR (Figura 5). Las soluciones
de almacenamiento UFS de KIOXIA
proporcionan un Diagnéstico exten-
dido, aspectos de monitorizacion
como los ciclos de escritura/borrado
y la temperatura actual, e informa al
procesador Host para que este pueda
tomar medidas adecuadas. Como
resultado, los sistemas se benefician
de una retencién de datos medida
en décadas.

Las memorias Flash
para automdviles
son verdaderamente
diferentes

Aunque el contenido de las fichas
de datos de las memorias para con-
sumidores y las memorias Flash para
automoviles es parecido, existen
diferencias tanto a nivel fisico como
a nivel de proceso entre los produc-
tos. El almacenamiento gestionado,
como el UFS, también ofrece una
coleccion en crecimiento de datos
y caracteristicas de diagnostico que
se pueden usar para extender la vida
de la aplicacion. Ademas, es consi-
derablemente mas rapido durante el
arranque que las alternativas e-MMC
y QSPINOR. Los equipos de desarrollo
también estan protegidos durante la
vida Util de sus aplicaciones con un
proceso mejorado de lanzamiento de
productos, gracias al PPAP, la gestion
de la cadena de suministro y el aviso
previo de EOL, el andlisis de averias en
profundidad en caso de que una pieza
falley la trazabilidad de las mismas.
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Figura 5. Otra razén del desplazamiento a UFS en el sector de la automocién son los tiempos de arranque mejorados en comparacion con

e-MMC y QSPI NOR.
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La mayoria de los médulos COM
estandar utilizan conectores SO-
DIMM para integrar la memoria
principal. Dado que la memoria
principal suele personalizarse para la
aplicacién especifica, este enfoque
modular funciona bien para los fa-
bricantes de mddulos y sus clientes
OEM. Sin embargo, la resistencia
de estos conectores a los golpes y
las vibraciones es limitada. Aunque
el tamafo de palanca y la masa no
son tan grandes, incluso vibraciones
comparativamente pequefias pueden
perjudicar la fiabilidad funcional de la
RAM cuando se utilizan médulos de
memoria estandar. Por ello, las apli-
caciones expuestas a grandes golpes
y vibraciones requieren disefios mas
robustos.

En el sector de la carga ferroviaria,
por ejemplo, son habituales las vibra-
ciones de alrededor de 0,002 g?/Hz a
frecuencias de 0 a 350 Hz. Los niveles
de vibracion experimentados en los
aviones a reaccién son significativa-
mente més altos, con 0,01 g¥/Hz y
frecuencias de hasta 2000 Hz. En los
sistemas instalados en camiones, los
niveles llegan incluso a 0,02 g%Hz.
Y los motores de las turbinas, como
los utilizados en los aerogeneradores,
plantean exigencias ain mayores, ya
gue someten a los componentes a
una tensién de hasta 0,03 g2/Hz.

| il

Los desarrolladores de estos y
otros muchos sistemas moviles y fijos
expuestos a golpes y vibraciones -des-
de estaciones base 5G hasta trenes
y drones- buscan por tanto mejores
soluciones para conectar la memoria
principal. Esto ha producido algunas
invenciones aventureras en el pasado,
que implican el uso de pegamento,
cinta o correas para proporcionar
una retencion adicional para que
el conector SO-DIMM permanezca
funcionalmente seguro y, en el caso
extremo, no se salga de su zdcalo.
Sin embargo, ninguna de estas so-
luciones se ocupa de los problemas
que afectan al propio zécalo, como
ha sefialado la comunidad de embe-
bidos. La preocupacion aqui es que el
movimiento del médulo de memoria
dentro del zécalo -normalmente uno
de los zbécalos comparativamente
baratos que se utilizan en los orde-
nadores portatiles- puede causar una
conexion intermitente de los pines,
lo que a su vez puede hacer que un
sistema se bloquee.

La improvisacién es
mala consejera

Existen soluciones mecanicas para
fijar los médulos de memoria en los
zbcalos. Por ejemplo, los fabricantes
de memorias han afadido agujeros

para tornillos en el extremo de sus
médulos SO-DIMM para fijar los
modulos de RAM de forma segura,
de modo que los golpes y las vibra-
ciones dejen de ser un problema. Y
estas construcciones son, de hecho,
bastante robustas, como han de-
mostrado los fabricantes de estos
mddulos SO-DIMM en las pruebas:
Montadas en una placa anti vibra-
toria, estas construcciones sobre-
viven a 30 minutos de exposicién
a vibraciones aleatorias de 50 Hz a
5000 Hz y 6 grms que aumentan
en incrementos de 2 grms hasta 20
grms sin ningun signo de problema.
Lo mismo ocurre con choques de 20
grms -20 veces la fuerza gravitatoria
de la Tierra- durante 1 ms a lo largo
de cada uno de los tres ejes, ademas
de vibraciones de 0,04 grms/Hz entre
20 Hzy 2000 Hz. Esto demuestra que
este tipo de soluciones pueden cum-
plir requisitos muy exigentes; y eso es
bueno, porque de lo contrario podria
dudarse de que los propios médulos
COM sobrevivan a esas pruebas. Por
tanto, es importante contar con los
accesorios adecuados.

cSon los estandares
una solucién?

Todo esto estd muy bien, y desde
2010 existe incluso un estandar de

Figura 1. Las estaciones base 5G, al igual que los aerogeneradores, deben resistir al viento y a las inclemencias del tiempo.
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Figura 2. Los trenes, los vehiculos comerciales y la maquinaria agricola y de construccion necesitan diserios resistentes.

tarjeta de memoria mezzanine -
RS-DIMM - que cumple con todos
los requisitos de resistencia de las
especificaciones ANSI/VITA 47. Pero
por muy buenas que sean las ideas:
Esta tecnologia no tiene muchos
adeptos, por lo que apenas se ven
modulos mezzanine en uso. Tam-
poco se fabrican en serie mddulos
SO-DIMM robustos con orificios de
montaje, lo que los hace mas caros
que los estandares. Ademas, también
son mas complejos desde el punto
de vista mecénico y, por tanto, mas
caros de montar, ya que los tornillos
suelen tener que fijarse a mano. Por
Ultimo, también requieren agujeros
de montaje adicionales en las placas,
lo que aumenta aln més los costes de
produccién. Por eso, la mejor solucion
es evitar todos estos complementos
y soldar la memoria directamente
en el moédulo. Esto reduce la lista de
materiales de los componentes, hace
que la produccién sea més rentable
y, sobre todo, garantiza la robustez.
Tampoco es necesario realizar pruebas
de choque y vibracién de la memoria
principal para la calificacién del sis-
tema. Ademas, la memoria soldada
tiene otra ventaja: La refrigeracién es
maés facil que con los conectores de
memoria convencionales. En primer
lugar, porque la placa de circuito
impreso en la que esta soldada tiene
una mejor disipacion del calor y, en
segundo lugar, porque los disipado-
res de calor de los robustos médulos
COM estan especialmente disefiados
para los respectivos requisitos de ro-
bustez y pueden estar equipados con
una conexién conductora del calor
para refrigerar los puntos calientes,
como la memoria principal.
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iSoldar es simplemente
mejor!

La tecnologia que hay detras de
estas soluciones no es precisamente
sorprendente. Después de todo, se
puede soldar todo en una placa de
circuito. Sin embargo, las cosas se
vuelven mas emocionantes cuando
se observa todo el esfuerzo de los
fabricantes de equipos originales para
crear una soluciéon verdaderamente
robusta. En este caso, es especialmen-
te importante contar con un concepto
modular para las series individuales,
incluso cuando las cantidades no son
muy elevadas. Los médulos COM, en
los que el procesador y la memoria
encajan perfectamente y que estan
disponibles en varias clases de rendi-
miento, son la solucién ideal en estos
casos. Se presentan como componen-
tes listos para la aplicacién, con solu-
ciones de refrigeracién especialmente

adaptadasy todo lo que necesitan los
disefiadores de sistemas personaliza-
dos. Ademas, estan disponibles en la
misma configuracion durante muchos
anos, lo que facilita la gestién del ciclo
de vida a los OEM.

Mddulos COM Express
Tvpe 6 robustos

Congatec ha presentado reciente-
mente nuevas soluciones de médulos
COM basadas en los Ultimos procesa-
dores Intel Core de 112 generacién.
Estos médulos COM Express Type 6
cumplen con las especificaciones ETSI
EN300019-1-7 e [EC60721-3-7 para
equipos de telecomunicaciones porta-
tiles y no estacionarios y han sido pro-
bados para entornos comerciales 7K3,
7M2 e industriales 7K4, 7M2. Esta
clase también se aplica a los lugares
no protegidos por la intemperie en cli-
mas exteriores moderados y a las tran-

Figura 3. Los aviones y los drones estan entre los més exigentes en cuanto a golpes y vibraciones
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siciones entre estas condiciones. Por
ejemplo, cuando los equipos pueden
estar expuestos a la luz solar directa,
al calor radiante, al movimiento del
aire ambiente, a la condensacién, a la
precipitacién y al agua procedente de
fuentes distintas de la lluvia y el hielo,
o cuando |os equipos son propensos
a los ataques de moho o de animales
distintos de las termitas. También es
posible su uso en zonas urbanas con
niveles comunes de contaminantes y
con actividades industriales dispersas
por la zona y/o con mucho trafico.
También se permite su uso cerca de
emisores de arena o polvo.

Cumple todos los
estandares pertinentes

En términos de golpes y vibracio-
nes, estos mddulos son adecuados
para su uso en aplicaciones de
transporte y movilidad exigentes
hasta vehiculos todoterreno y ferro-
viarios. Ademas, pueden soportar
un funcionamiento continuo a tem-
peraturas extremas (desde -40°C a
+85°C), una elevada humedad y un
gran esfuerzo mecénico debido a los
golpes y las vibraciones, y cumplen
todos los requisitos de proteccién
contra incendios. Para aplicaciones

mas sensibles al precio, congatec
también ofrece una version méas eco-
ndémica con procesador Intel Celeron
que estd disefada para el rango de
temperatura ampliado desde 0°C a
60°C. Los clientes tipicos de la nueva
gama de modulos COM basados en
la microarquitectura Tiger Lake son
los fabricantes de trenes, vehiculos
comerciales, equipos de construccion,
vehiculos agricolas, robots auténo-
mos y muchas otras aplicaciones
moviles en entornos exigentes al aire
libre y fuera de la carretera.

Los dispositivos estacionarios re-
sistentes a golpes y vibraciones son
otra importante area de aplicacién,
ya que la digitalizacion requiere la
protecciéon de infraestructuras criti-
cas (CIP) contra terremotos y otros
eventos de misién critica. Todas estas
aplicaciones pueden beneficiarse aho-
ra de la memoria RAM superrapida
LPDDR4X con hasta 4266 MT/sg, que
congatec ofrece en versiones esca-
lonadas con 32, 16, 8 y 4 GB como
variantes estandar. Dependiendo de
los requisitos, los médulos de mayor
rendimiento también pueden equi-
parse con una memoria mas pequefa
0 con variantes de menor rendimiento
basadas en el Intel Core i3-1115G4E
con més de 8 GB de RAM. A partir de

lotes de 100, también pueden estar
disponibles variantes con médulos
de RAM de menor coste y tasas de
transferencia algo mas lentas. El
cédigo de correccién de errores en
banda (IBECC) para la tolerancia a un
solo fallo y la alta calidad de trans-
misién de datos en entornos criticos
de EMI corroboran la robustez de los
modulos.

Amplio soporte de
desarrollo para sistemas
ultra-robustos

El paquete de valor también inclu-
ye opciones de montaje robusto para
el conjunto COM vy carrier, opciones
de refrigeracién activa y pasiva, reves-
timiento conformado opcional para
la protecciéon contra la corrosién por
humedad o condensacién, asi como
proteccion contra el azufre, una lista
de disposiciones recomendadas para
la placa portadora y, para una maxima
fiabilidad, componentes resistentes
a los golpes y las vibraciones para el
rango de temperatura ampliado. Este
impresionante conjunto de caracte-
risticas técnicas se complementa con
una completa oferta de servicios que
incluye pruebas de choque y vibracién
para disefos de sistemas personali-

Figura 4. Los médulos COM Express de congatec con procesadores Intel Core de 112 generacion estan predestinados a soportar

condiciones ambientales adversas.
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Figura 5. Los conjuntos de iniciacion de congatec también pueden utilizarse para la evaluacién en entornos dificiles.

zados, pruebas de temperatura y de
conformidad de sefiales de alta velo-
cidad, asi como servicios de disefo
y toda la formacién necesaria para
simplificar el uso de las tecnologias
de sistemas embebidos de congatec.

Las ventajas al detalle

Basados en los nuevos SoCs Intel
Core de baja potencia y alta densidad
de la 112 generacién, los nuevos
modulos ofrecen un rendimiento de
la CPU significativamente mayor, un
rendimiento de la GPU casi 3 veces
mayor y un soporte PCle Gen4 de Ul-
tima generaciéon en comparacioén con
los modelos anteriores. Las cargas de
trabajo de procesamiento de datos y
gréficos més exigentes se benefician
de hasta 4 nucleos, 8 hilos conducto-
res y hasta 96 unidades de ejecucién
de gréficos para un rendimiento de
procesamiento paralelo masivo en
disefos ultrarresistentes.

Los graficos integrados no solo
admiten pantallas de 8k o 4x4k; tam-
bién pueden utilizarse como unidad
de procesamiento paralelo para redes
neuronales convolucionales (CNN) o
como acelerador de IA y aprendizaje
profundo (deep learning). La unidad
de instrucciones Intel AVX-512, in-
tegrada en la CPU y compatible con
las instrucciones de redes neuronales
vectoriales (VNNI), es otro elemento
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funcional de las plataformas para
acelerar las aplicaciones de IA. El kit
de herramientas de software Intel
OpenVINO, que incluye llamadas op-
timizadas a OpenCV, al kernel OpenCL
y a otras herramientas y librerias del
sector, permite ampliar la carga de
trabajo en las unidades de calculo
de la CPU, la GPU y la FPGA para
acelerar las cargas de trabajo de la
IA, incluidos los sistemas de visién por
ordenador, audio y reconocimiento
de voz.

El TDP es escalable de 12 a 28
vatios y permite el disefio de siste-
mas completamente cerrados con
refrigeracion puramente pasiva. El
impresionante rendimiento del moé-
dulo ultrarresistente conga-TC570r
COM Express Type 6 esta disponible
en un disefo capaz de trabajar en
tiempo real y soporta Time Sensitive
Networking (TSN), Time Coordinated
Computing (TCQ) y el hipervisor RTS

de Real-Time Systems para el des-
pliegue de maquinas virtuales y la
consolidacién de cargas de trabajo
en escenarios de edge computing.

Los médulos COM Express Com-
pact Type 6 ultrarresistentes con
procesadores Intel Core de 112 gene-
racion (nombre en clave Tiger Lake)
con SDRAM de doble canal LPDDR4X
4266MT/s soldada estan disponibles
en las siguientes configuraciones
estandar. Las personalizaciones estan
disponibles bajo peticién.

Puede encontrar mas informa-
cién sobre el nuevo médulo com-
pacto COM Express conga-TC570r
en: https://www.congatec.com/en/
products/com-express-type-6/conga-
tc570r/.

Puede encontrar informacién
sobre otras soluciones Intel Tiger
Lake de congatec en: https://www.
congatec.com/en/technologies/intel-
tiger-lake-modules/. M

Procesador Nucleos/ Frecuencia a Cache Graficos
Hilos 28/15/12W TDP, [MB] [Unidades de
(Max Turbo) [GHz] ejecucion]
Intel Core i7-1185GRE 4/8 2.8/1.8/1.2 (4.4) 12 96 EU
Intel Core i5-1145GRE 4/8 2.6/1.5/1.1 (4.1) 8 80 EU
Intel Core i3-1115GRE 2/4 3.0/2.2/1.7 (3.9) 6 48 EU
Intel Celeron 6305E 2/2 1.8 4 48 EU

Sistemas embebidos
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El transporte afecta a la vida de las
personas todos los dias, trasladando
personas y mercancias de un punto a
otro. Los trenes, en particular, estan
sometidos a diversos sistemas me-
teorolégicos que pueden influir en la
electrénica utilizada en ellos.

Por ello, es importante que los
desarrolladores de sistemas de trans-
porte tengan en cuenta pardmetros
que no se suelen presentar en las
hojas de datos. Esto es aln mas im-
portante en el caso de la electrénica
de potencia de banda ancha, como
el carburo de silicio (SiC), que es un

material novedoso en este tipo de
aplicaciones.

Los dispositivos de potencia de
SiC de Microchip Technology son
resistentes, robustos y aptos para
aplicaciones exigentes dentro del
segmento del transporte. Una sélida
cartera de opciones de encapsulado
estdndar y personalizado ofrece a
los clientes flexibilidad en el disefio.
Los controladores de puerta digitales
programables, disponibles como con-
troladores plug-and-play de placa de
circuito impreso (PCB) o controladores
de nucleo, proporcionan a los inge-
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nieros herramientas para optimizar
el rendimiento del sistema y ajustarlo
a la aplicacion con minimas modifi-
caciones de hardware. La resistencia
de los MOSFET de SiC en una amplia
gama de condiciones es esencial para
las unidades de potencia auxiliares
(APU) que alimentan tanto cargas
convencionales como de emergencia.
Se debe verificar lo siguiente 1) la es-
tabilidad y la vida util del 6xido de la
puerta del MOSFET; 2) la estabilidad
del diodo del cuerpo del MOSFET; y 3)
las medidas de resistencia a los fallos,
como la resistencia a avalancha.
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Figura 1. Tensién limite de los MOSFET de SiC de produccién antes y después (izquierda), tensién de polarizacion de puerta negativa y positiva

a alta temperatura (derecha).
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Figura 2. RDS antes y después de la tension en los MOSFET de SiC de Microchip (izquierda). Figura 3. Rotura dieléctrica dependiente del tiempo
(derecha), antes y después de un fallo de avalancha repetitivo para los MOSFET de SiC disponibles en el mercado de cuatro proveedores.

Estabilidad y vida uatil
del 6xido de la puerta
del MOSFET

Para garantizar el funcionamiento
estable del convertidor de potencia,
los dispositivos de potencia deben
tener un desplazamiento minimo de
la tensién limite y un rendimiento
fiable del dispositivo durante toda
la vida util del convertidor. La figura
1 muestra como los datos de Vth
de los MOSFET de SiC de grado de
produccion no deben mostrar ningdn
cambio significativo después de 1.000
hs de tensién a 175 []C.

La vida util del 6xido de la puerta
puede predecirse acelerando las
muestras hasta el fallo utilizando
una temperatura y un campo eléc-
trico elevados. El éxido de la puerta
de un MOSFET de SiC de calidad de
produccién puede durar més de 100
afos a alta tension, lo que garantiza
la confianza en un funcionamiento
rutinario y fiable de la APU maés alla
de la vida til disefada.

Estabilidad del diodo de
cuerpo

Un MOSFET de SiC puede con-
ducir la corriente inversa utilizando
su diodo de cuerpo intrinseco. En
comparaciéon con una solucion de
transistor bipolar de puerta aislada
(IGBT), el uso de un MOSFET de
SiC con un diodo de cuerpo estable
mejora la fiabilidad y reduce el coste
al eliminar el diodo antiparalelo. Sin
embargo, la fiabilidad del diodo de
cuerpo varfa mucho entre los distintos
proveedores. En algunos dispositivos,
este diodo se degrada con el tiempo,
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lo que provoca un aumento del RDS
encendido y més calor del disefia-
do. La figura 2 (izquierda) muestra
las curvas |-V del diodo de cuerpo
y la resistencia de drenaje-fuente
del MOSFET en estado ON (RDSon)
después de muchas horas de tensién
de corriente directa constante. Los
dispositivos de microchip sometidos
a prueba no muestran ninglin cambio
perceptible.

Resistencia a la
avalancha

Las APUs de transporte son suscep-
tibles de sufrir una gran variedad de
fallos, lo que exige que los MOSFETs
de SiC estén disefados para funcionar
de forma segura y fiable durante estos
eventos, y para mantener un rendi-
miento constante antes y después de
los fallos. La resistencia a la avalancha
es una de las exigencias clave. La cau-
sa de la avalancha de un dispositivo
de potencia puede ser, muy a menu-
do, la conmutacién por induccion sin
pinzamiento. La corriente de carga se
vierte repentinamente en el MOSFET,
obligando a la tensién de drenaje-
fuente a elevarse hasta la ruptura.
A diferencia del cortocircuito, los
canales del MOS no se potencian; la
corriente de avalancha desborda el
limite de la pastilla, llevando rapida-
mente al dispositivo a sus limitaciones
térmicas. El fenédmeno de avalancha
es grave para los semiconductores de
potencia debido a la posible degrada-
ciéon de la vida Util debido a la tension
eléctrica y al sobrecalentamiento. La
conmutacién inductiva repetitiva sin
sujecion (R-UIS) se utiliza para evaluar
la resistencia a la avalancha de un dis-

positivo. La figura 2 (derecha) mues-
tra la ruptura dieléctrica en funcién
del tiempo (TDDB) de los MOSFET
de SiC comerciales antes y después
de 100.000 ciclos de R-UIS. Muchos
proveedores mantienen la resistencia
del 6xido, pero la capacidad de los
MOSFET de SiC de Microchip, con una
resistencia hasta cuatro veces mayor,
junto con la estabilidad en RDSon y la
fuga de fuente de drenaje, refuerzala
capacidad de los MOSFET de SiC para
superar con seguridad las condiciones
de sobrecarga eléctrica mas exigentes.

Demanda de controla-
dores de puerta inteli-
gentes

Dado que un controlador de
puerta representa una interfaz (muy
a menudo aislada galvédnicamente)
entre los lados de alta y baja tension y,
ademas, un control de puerta fiable,
supervision y muchas otras caracteris-
ticas de seguridad, en cualquier con-
dicién y/o circunstancia es uno de los
subsistemas mas importantes desde
el punto de vista del rendimiento y la
fiabilidad. En condiciones normales
de funcionamiento, el controlador
de puerta sigue las ordenes del
controlador principal para encender
0 apagar un semiconductor de po-
tencia. Los convertidores requieren
controladores de puerta con tiempo
muerto ajustable, de forma que el
controlador de puerta proporcione
suficiente tiempo (tiempo muerto)
para recuperar la capacidad de
bloqueo del dispositivo que se esta
apagando. La tension que se aplica a
la puerta para encender el interruptor
semiconductor de potencia afecta a
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Figura 3. Nucleo del controlador de puerta montado en una placa adaptadora (izquierda) y médulo de potencia de Microchip que representa
el kit de evaluacion disponible. Captura de pantalla (derecha) que muestra la herramienta de configuracion inteligente disponible para la
programacion de las placas de controladores de puerta.

la Rds(on) y, por tanto, es otro paréa-
metro importante para minimizar las
pérdidas de conduccion.

Por ultimo, las resistencias de
puerta definen la velocidad de los
transitorios de conmutacion vy, por
tanto, el tiempo que tarda el semicon-
ductor de potencia en encenderse o
apagarse. Los disefiadores suelen op-
timizar estos parametros en funcién
de diversos requisitos. La fiabilidad
también significa proteger el conver-
tidor de los fallos, que pueden ser,
en el peor de los casos, destructivos.
Simplemente, se pueden asignar mu-
chos parametros y caracteristicas a los
convertidores de puerta que sugieren

la pregunta, {podemos tener conver-
tidores fiables que se puedan configu-
rar por software como en la Figura 3
(derecha) en lugar de por hardware?
La familia de controladores de puerta
digitales programables de Microchip,
como el que se muestra en la figura 3
(izquierda), ofrece a los disefadores
total flexibilidad para ajustar los para-
metros segun su aplicacién, perfil de
carga u otros requisitos especificos.
Ademas, ofrecen retroalimentacion
de fallos, que puede ser Gtil en el
diagnostico de los mismos. Ademas,
la familia de controladores de puerta
digitales de Microchip ofrece una
medicién basica de la tension de

unién de CCy de la temperatura. Los
cortocircuitos en los convertidores de
potencia pueden resultar destructivos
sino se gestionan adecuadamente. La
proteccién a través de la conmutacién
aumentada patentada por Microchip
limita la corriente de fallo detectando
el fallo antes y limita la sobretensién
gestionando el apagado a través de
una tensiéon de conduccion de puerta
de varios pasos.

El SiC proporciona innumerables
ventajas en la traccion ferroviaria. El
SiC de Microchip va mucho maés alla
de la hoja de datos al cumplir los exi-
gentes requisitos de las aplicaciones
de traccion ferroviaria. M
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Desde los inicios de la industria
del automovil, hace mas de un siglo,
los fabricantes de automoviles han
buscado formas de diferenciar sus
modelos de los de la competencia.
Durante gran parte de las décadas
siguientes, esta diferenciacién se basé
principalmente en el desarrollo de
vehiculos que ofrecieran mejores pres-
taciones o conduccion en carretera. Sin
embargo, en los Ultimos tiempos esto
ha cambiado. Ahora, los clientes estan
mas interesados en un mayor grado de
comodidad y en una mejor experiencia
general del usuario que en las cifras de
velocidad maxima o de potencia de un
vehiculo. En los interiores de los coches
modernos es donde hay que hacer gran
parte del trabajo de mejora. El siguiente
articulo pretende destacar exactamente
cdmo se esta llevando a cabo.

Implementaciones
avanzadas de iluminacién

Los fabricantes de automoviles es-
tan reconociendo por fin la importancia
de la iluminacion interior, tanto desde
el punto de vista de la seguridad como
del confort. La posibilidad de modificar
el entorno para que se adapte mejor a
las preferencias de los ocupantes del
vehiculo es algo que cambia las reglas
del juego, ya que permite la persona-
lizaciéon sin necesidad de adaptar el
hardware. También se puede ajustar
para que se adapte a su estado de
&nimo en un momento dado.

Sin embargo, existe la posibilidad
de ir mas alld. A medida que se va-
yan incorporando mayores niveles
de autonomia, la concentracién de
los conductores de los vehiculos en
la carretera puede desaparecer. Por
ello, la iluminacién inteligente des-
empefara un papel fundamental a la
hora de alertarles de cualquier peligro
inminente. En tales circunstancias, el
vehiculo podria encender la iluminacion
interior en rojo para llamar la atencion
del conductor, de modo que esté
preparado para responder. Asimismo,
podria avisar a los pasajeros de un
vehiculo parado de que no abran su
puerta si un ciclista estd a punto de

pasar, iluminando el embellecedor. La
funcionalidad de iluminacién animada
podria combinarse con la iluminacién
interior para afadir ain mas énfasis a
la gravedad de una situacion.

Monitorizacion del
conductor

La tecnologia de los sistemas activos
de control del conductor (DMS) en
tiempo real serd otro aspecto clave
a través del cual se podrd aportar
inteligencia a los habitaculos de los
vehiculos en el futuro. En este caso,
unos sofisticados sensores, que proba-
blemente aprovechen un mecanismo
de tiempo de vuelo (ToF), podran
rastrear hacia donde se dirige la aten-
cién del conductor y si sus dos manos
estan en el volante. Si su atencién se
ha distraido de algin modo o muestra
signos de fatiga, y se produce una si-
tuacion critica para la que no es capaz
de reaccionar con suficiente rapidez, el
vehiculo puede intervenir y tomar las
medidas necesarias.

Gracias a la tecnologia ToF, se pue-
den obtener rdpidamente representa-
ciones tridimensionales (3D) precisas y
aprovechar los datos. Esta tecnologia
también puede ser Util para la iden-
tificacién de los ocupantes. Permite
al vehiculo determinar si hay nifios o
adultos en los asientos de los pasajeros.
El mecanismo de despliegue del airbag
puede entonces ajustarse en conse-
cuencia. Como esta forma de captacién
de imégenes se basa en los infrarrojos
(IR)y no en la luz visible, las variaciones
en las condiciones ambientales no afec-
taran al rendimiento operativo.

Mavor capacidad
de respuesta de los
controles

Los habitaculos de los vehiculos
inteligentes hardn un mayor uso de la
tecnologia x-by-wire, ya que el volante
y los pedales de freno, acelerador y
palanca de cambios ya no dependeran
de dispositivos mecanicos voluminosos
y con ciertos problemas de fiabilidad.
En su lugar, los sensores de posicion

de alta precision podran determinar el
movimiento de estos elementos (tanto
lineal como rotativo) y reaccionar ade-
cuadamente.

Reconocimiento gestual

Una de las mejores maneras de evi-
tar la distraccion del conductor es hacer
que las interfaces hombre-maquina
(HMI) que deben manipular sean lo
mas sencillas e intuitivas posible. Si el
control puede realizarse a través de
simples gestos con la mano (en lugar de
tener que manejar una pantalla tactil,
pulsar botones, girar mandos, etc.),
el conductor sélo tendrad que desviar
su atencién durante los periodos mas
breves. Con el apoyo de una tecnolo-
gia de imagen adecuada, se podrian
realizar numerosas tareas mediante el
reconocimiento de gestos. Esto podria
influir notablemente en la reduccién del
riesgo de que se produzcan accidentes
de tréfico y no sufre los problemas de
ruido de fondo asociados al control
por voz.

Segun un informe publicado por
la empresa de analisis Global Market
Insights, el negocio de los sistemas de
reconocimiento de gestos en el sector
de la automocién estara valorado en
méas de 2.500 millones de ddlares
en 2026, lo que demuestra que la
adopcion de estos sistemas ya ha
comenzado. El uso de estos sistemas
puede ser muy variado. En relacién con
el sistema de infoentretenimiento de un
vehiculo, unos simples movimientos de
la mano permitirdn al usuario navegar
por los contenidos disponibles y, a
continuacién, seleccionar un album o
una cancién que desee reproducir. Se
puede desplazary elegir diferentes emi-
soras de radio y subir/bajar el volumen
de los altavoces segiin convenga. En
cuanto al sistema de navegacion, un
movimiento de dedos permitiria acer-
carse a un punto concreto de un mapa.
Al hacer llamadas telefénicas, se podria
acceder a la lista de contactos y luego
marcar un ndmero sin interrumpir la
concentracion del conductor. Las puer-
tas podrian abrirse automaticamente
mediante el reconocimiento de gestos
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cuando el conductor se acerque a su
vehiculo. Esto podria ser muy Util para
las personas discapacitadas o las que
cargan con objetos pesados.

Una climatizacion mas
eficaz

Mantener el interior del vehiculo
a una temperatura 6ptima es otra
funcién que se puede abordar facil-
mente mediante la implementacién
de tecnologia avanzada de sensores.
Este aspecto es cada vez méas impor-
tante, ya que un porcentaje cada vez
mayor de personas esta cambiando de
los coches con motor de combustién
interna a los vehiculos eléctricos (VE).
Obviamente, los VE no pueden utilizar
el calor generado por el motor, sino
que dependen de complejos sistemas
de gestion térmica.

El control de la climatizacién en los
vehiculos eléctricos debe ser lo més efi-
ciente posible, ya que, de lo contrario,
se desperdicia la valiosa energfa de la
bateria (que podria servir para ampliar
la autonomia del vehiculo). Se pueden
adquirir datos de imagenes térmicas
que mostraran la temperatura de cada
ocupante del vehiculo. Esto puede
utilizarse para ajustar la climatizacién
de cada zona del habitaculo al nivel
adecuado.

Asientos mejorados

Ante los largos desplazamientos al
trabajo, muchos de nosotros pasare-
mos Mas tiempo en nuestros coches.
Ofrecer a los ocupantes del vehiculo
unos asientos comodos y funcionales es
otro elemento clave de la distribucién
interior de los vehiculos del futuro. Los
nuevos conceptos de disefio y el uso de
nuevos materiales permitirdn mejorar
el aspecto y el tacto de estos asientos,
gue se asemejaran mas a los del ho-
gar. Gracias a la tecnologia actual, es
posible conseguir que los asientos se
ajusten exactamente a las preferencias
de cada ocupante, incluso antes de que
entren en el vehiculo.

Los ventiladores integrados directa-
mente en estos asientos se traduciran
en una refrigeracidon mas eficaz, mien-
tras que los mecanismos de masaje ali-
viaran los dolores lumbares (por lo que
es probable que resulten inestimables
durante los viajes mas largos). Junto
a todo esto, la sofisticada deteccion
del cinturén de seguridad serd funda-

REE * Febrero 2022

Sensodrica de alto rendimiento

Door handle
wake up switch

Side mirror
adjuster motor

Widow lift control
Sunroof motor

Seat lumbar
pressure control

Seat ventilation fan
Seat position adjuster
Seat heating

Seat belt buckle

Cockpit temperature sensing

In-cabin thermal management

mental desde el punto de vista de la
seguridad de los ocupantes.

La tecnologia de apoyo

Através de su cartera de soluciones
avanzadas de semiconductores para
el automdvil, en constante expansion,
Melexis contribuye a hacer realidad
el concepto de habitaculo inteligente
que acabamos de esbozar. Sus circui-
tos integrados para cdmaras 3D ToF
estan altamente optimizados para las
actividades de DMS, ofreciendo tanto
la robustez como los niveles de reso-
lucion necesarios para la luz solar. Este
hardware ToF también es aplicable al
control basado en gestos aéreos.

Los sensores de posicionamiento
magnético de alta precisiéon de la
empresa estan transformando las
actividades esenciales de conduccién,
ya que proporcionan la funcionalidad
x-by-wire necesaria para un funcio-
namiento agil, cbmodo y sensible.
Asimismo, los sensores magnéticos y
de presion que ofrece, junto con los
circuitos integrados de control de mo-
tores y ventiladores, estdn aumentando
la comodidad y la personalizacién en
los asientos de los automoviles. Los
sistemas de deteccion de cinturones de
seguridad, basados en sus dispositivos
de deteccién magnética, permiten
gue los ocupantes estén siempre bien
sentados. Ademas, las matrices de
sensores IR de Melexis permiten rea-
lizar mediciones de temperatura sin
contacto, de modo que los sistemas de
climatizacién se utilizan de la manera

HMI
Headlamp switch

Steering angle
and torque sensor

Sun visor pos
Thumbwheel button

Stalk-end

Position direction ADAS GPU fan

Dashboard GPU fan

Gesture control

E-knob position Aitbag

Shifter (PRDNL) Deactivation switch

position

Park lock switch
Pedal position -

accelerator, brake, clutch
Brake booster

mas eficaz y eficiente desde el punto
de vista energético.

Conclusién

Los vehiculos que se introducen
en el mercado hoy en dia integran un
espectro de funciones mucho més am-
plio de lo que se hubiera creido posible
en el pasado. A medida que el sector
automovilistico mundial se adentra en
el &mbito del funcionamiento auténo-
mo, el papel del conductor quedara
gradualmente anulado y todos los ocu-
pantes del vehiculo acabaran siendo
considerados pasajeros. Al adoptar las
nuevas innovaciones tecnoldgicas, sera
posible transformar los interiores de los
vehiculos, haciéndolos méas acordes
con el nuevo conjunto de expectativas
que tendran estos ocupantes.

La tecnologia de sensores de alto
rendimiento descrita anteriormente,
y la gran cantidad de aplicaciones
que seguramente se beneficiaran de
ella, pone de manifiesto que existe un
enorme potencial para enriquecer los
disenos interiores de los vehiculos. Asi,
podran acoger nuevos tipos de HMI (in-
terfaces maquina-hombre) que mejo-
ren la interaccién entre los ocupantes y
el propio vehiculo, asi como realizar un
seguimiento en tiempo real de los ocu-
pantes para garantizar su comodidady
seguridad. El equipo de ingenieros de
Melexis busca constantemente formas
ingeniosas de ayudar a los fabricantes a
dotar de mayor inteligencia a los habi-
taculos de sus coches. En los proximos
anos, la progresién serd adn mayor. M

Driver Monitoring System (DMS)
Dynamic HUD alignment

ition detection

HVAC blower

Perfume diffuser fan

PM 2.5 sensor fan
Aspirated thermistor fan
Air scarf (cabriolet)

HVAC pressure

Interior ambient lighting
Interior animated lighting

Melexis
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Al crear un nuevo sistema electré-
nico, los disenadores han de tomar un
enorme nimero de decisiones; una de
las mas importantes es la arquitectura
del sistema y el silicio utilizado para
implementarla. Teniendo en cuenta
la funcién critica que desempefian
estos dispositivos y la diversidad de
opciones disponibles en la actualidad,
tomar la decisién equivocada puede
significar la diferencia entre el éxito y
el fracaso en el mercado.

Si ha encontrado este blog, pro-
bablemente estard familiarizado
con las FPGA (Field Programmable
Gate Arrays) asi como con otros
dispositivos de silicio con los cuales
compiten. He pensado que seria Util
comparar y contrastar algunas de las
principales diferencias entra las FPGA
y sus principales competidores, los
microcontroladores.

Principales ventajas del
diseno con FPGA

La méxima ventaja que ofrece
disefar con FPGA es su estructura
bésica programable, que permite al
disefiador programarlas con rapidez
(y reprogramarlas) con el fin de des-
empefar practicamente cualquier
funcién. Una manera de visualizar
esta estructura consiste en represen-
tar muchas “islas” l6gicas programa-

of Choosing

FPGAS over

bles (bloques) de pequeno tamafo en
un “mar” de interconexiones progra-
mables. Cada bloque légico contiene
l6gica combinatoria y un registrador,
y cada bloque se puede programar
para que realice la funcién desea-
da. Por su parte, la interconexion
programable se puede utilizar para
conectar las E/S de aplicacion general
(general-purpose input/outputs) de la
FPGA a las E/S de los bloques légicos
seleccionados, y conectar los bloques
|6gicos entre si. Los bancos de GPIO
también se pueden programar en
funcién de las diferentes interfaces
eléctricas, impedancias de entrada y
pendientes (flancos) de salida.

La estructura programable de la
FPGA se puede utilizar para imple-
mentar algoritmos de procesamiento
de datos de forma masivamente
paralela. Supongamos, por ejemplo,
que un algoritmo necesita efectuar
100 sumas de datos de tipo similar. Se
puede configurar una FPGA para que
efectlie todas ellas al mismo tiempo
y en el mismo flanco del reloj. Esto
permite multiplicar por 100 el nimero
de célculos realizados en el mismo pe-
riodo de tiempo o ese mismo ndmero
a 1/100 de la frecuencia del reloj.

Esta flexibilidad inherente ayuda a
acelerar el desarrollo y la comercializa-
cion de disefos de aplicaciones basa-

das en FPGA ya que la funcionalidad
de la FPGA integrada se puede deter-
minar o cambiar en paralelo mientras
se finaliza el diseno del sistema. Esta
reprogramabilidad también permite
que los desarrolladores alarguen la
vida Util de una FPGA (y a su vez de los
sistemas que las utilizan) actualizando
o cambiando la funcionalidad de las
FPGA por medio de actualizaciones
de software.

Principales limitaciones
del diseno con
microcontroladores

Los microcontroladores aplican
un enfoque distinto. Una vez esta-
blecida la plataforma de hardware,
la funcionalidad del silicio es fija y
el testigo pasa a los desarrolladores
de software, que asumen su parte
del disefo empleando un lenguaje
de programacién como C o C++.
El cédigo fuente C/C++ resultante
pasa a un compilador, el cual genera
el cédigo maquina que sera ejecutado
por el microcontrolador.

Si bien los microcontroladores
estan capacitados para desempefar
tareas que impliquen la toma de deci-
siones, la arquitectura von Neumann
en la que se basan la mayoria de
ellos resulta ineficiente para ejecutar
muchos algoritmos de procesamiento
de datos. Esto se debe a que el fun-
cionamiento de esta arquitectura se
basa en extraer una instrucciéon de la
memoria, decodificar esa instruccion,
recoger un dato (si es necesario),
ejecutar la instruccion y almacenar el
resultado (si es necesario). Como es
natural, esta descripcién simplifica
el proceso pero lo refleja a grandes
rasgos.

El resultado final es que el
microcontrolador desarrolla sus
operaciones secuencialmente (unas
tras otra). La ejecucion del inmenso
nimero de operaciones necesarias
para implementar un DSP en un
microcontrolador también exige un
reloj del sistema de alta velocidad que
aumenta el consumo de energia por
parte de la aplicacion.
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Las arquitecturas de sistemas
més antiguos aprovechan tanto los
microcontroladores como las FPGA
conectando ambos dispositivos, de
modo que el microcontrolador apor-
ta las capacidades para la toma de
decisiones y la FPGA se encarga del
procesamiento intensivo de datos.
En las arquitecturas de sistemas mas
avanzados, los equipos de ingenieria
aprovechan la flexibilidad inherente
de las FPGA y su rendimiento para
sustituir por completo a los micro-
controladores, concentrando asi las
tareas relacionadas con la toma de
decisiones y el procesamiento de
datos en la FPGA, que generalmente
permite reducir el tamafio del disefio y
disminuir el consumo. Los ingenieros
pueden llevarlo a cabo mediante mi-
crocontroladores y FPGA con un “nu-
cleo de software” donde la funciona-
lidad del microcontrolador se imple-
menta en la estructura programable.
Las FPGA también pueden contener
varias funciones implementadas como
“nlcleos de hardware” directamente
en el silicio, como SRAM, memoria
no volatil, DSP, PLL, administradores
de reloj y bloques SERDES.

Empezar a trabajar con
FPGA

La manera tradicional de captu-
rar un disefio con FPGA consiste en
utilizar un lenguaje HDL (hardware
description language) como Verilog
o VHDL para describir el disefio en lo
gue se conoce como nivel de trans-
ferencia de registro (register transfer
level, RTL) de abstraccién. Este codigo
fuente RTL se introduce luego en
un motor de sintesis (pensemos en
un “compilador”) que generara el
archivo de configuracién utilizado
para programar la FPGA. Para los
desarrolladores no familiarizados con
HDL, existen herramientas basadas en
interfaces gréficas de usuario o GUI
(Lattice Propel™ por ejemplo) que
permiten capturar disefios basados en
procesador mediante una interfaz del
tipo arrastrar y soltar. En este caso se
seleccionan y se conectan uno o mas
nucleos de procesador y las funciones
periféricas asociadas por medio de la
GUI de la herramienta, que generara
automaticamente el RTL para el motor
de sintesis.

Para quienes empiecen a trabajar
0 a hacer sus primeras pruebas con
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Bird's-eye view of FPGA

FPGA, Lattice es un reconocido y
veterano suministrador de FPGA de
bajo consumo y alto rendimiento en
formatos pequefios. La plataforma
Lattice Nexus™ para FPGA se basa
en un proceso FD-SOI de 28 nm que
consume un 75% menosy reduce 100
veces la tasa de errores de software
si se compara con las FPGA similares
de sus competidores. La plataforma
Nexus se utilizé para desarrollar
nuestras familias de FPGA CrossLik ™-
NX, Certus™-NX, CertusPro™-NX
y Mach™-NX, que ofrecen a los
desarrolladores todo un conjunto de
soluciones FPGA optimizadas para la
aplicacion.

Lattice también proporciona un
paquete de herramientas de diseno
de uso intuitivo, como Lattice Dia-
mond® y Lattice Radiant®. Ambas
complementan a Lattice Propel, un
conjunto completo de herramientas
gréficas y lineas de instrucciones que
se pueden usar para crear, analizar,
compilar y depurar tanto el disefio
de un sistema procesador basado en
FPGA como el software disefiado para
ese sistema procesador.

Para facilitar alin mas el desa-
rrollo de aplicaciones con nuestras
FPGA de bajo consumo, Lattice ha
desarrollado una completa gama de
plataformas modulares de hardware,
ejemplos de demostracion, disefos
de referencia, nucleos de IP, herra-
mientas de software para desarrollo

y servicios de disefio a medida que
denominamos pilas de soluciones.
Estas pilas simplifican y aceleran el
desarrollo de aplicaciones comunes
basadas en FPGA que se usan en
varios mercados que cubrimos. Entre
ellas se encuentran Lattice sensAl™
para aplicaciones de inteligencia
artificial y aprendizaje automatico
en el borde (edge), mVision™ para
vision embebida, Automate™ para
automatizacién industrial y Sentry™
para seguridad del hardware.

Como complemento a todo lo
anterior, Lattice ha establecido un
acuerdo con el Lattice Education
Competence Center (LEC2), nuestro
proveedor oficial de formacion, para
proporcionare una potente oferta de
programas de formacion que ofrecen
a los desarrolladores la informacion
practica que necesitan para crear
aplicaciones basadas en las FPGA de
bajo consumo de Lattice, desde el
concepto inicial hasta la implementa-
cién fisica. Esta formacion aprovecha
los conocimientos de primera mano
de un experimentado equipo de desa-
rrolladores de FPGA que han disefiado
aplicaciones destinadas a una gran
variedad de mercados.

Si empieza a trabajar con FPGA
y desea aprender mas, consulte el
blog An FPGA Primer de Lattice y el
seminario web “How to Get Started
with FPGAs” en la comunidad ele-
ment14. #
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Los edificios estan evolucionando rapidamente a medida que los desarrolladores intentan

maximizar sus beneficios, las expectativas de los usuarios cambian y la mitigacion del cambio

climatico se vuelve urgente. Asi pues, los sistemas de automatizacion de edificios se estan
actualizando para abordar estos aspectos.

Expectativas
cambiantes de los
edificios

{Por qué el cambio a los edificios
inteligentes? Las grandes inver-
siones de capital en un proyecto
de nueva construccion significan
que el espacio resultante tiene
que “trabajar” lo mas duro posible
durante su vida Util para maximizar
la rentabilidad. Con la naturaleza
rapidamente cambiante del trabajo,
el ocio, la manufactura, la logistica,
el comercio minorista y el cuidado,
los edificios deben poder adap-
tarse a las nuevas circunstancias.
La empresa de cotrabajo (cowor-
king) WeWork ha demostrado el
principio al adaptar los edificios
“antiguos” del centro de la ciudad
para crear un espacio de oficina
flexible. Ahora la pandemia nos ha
ensefiado, in extremis, que las salas
de exposiciones pueden convertirse
en hospitales, los gimnasios, a su
vez, en centros de vacunacién y
nuestros hogares, en nuestros lu-
gares de trabajo.

Los nuevos edificios se deben
disefiar de tal forma que garanti-
cen que su espacio fisico se pueda
adaptar de la manera més veloz y
rentable. Tienen que disponer de
una infraestructura smart building
flexible que se pueda reconfigurar
rapidamente para suministrar la
energia, la iluminacién, la clima-
tizacion (HVACQ), los servicios Tl y
las redes de datos alli donde se
necesiten, sin importar cémo esté
configurado el propio edificio.

Los edificios también deben
replantearse para minimizar su
huella climatica. Algo de esto se
puede lograr a través de cddigos
de construccion mas estrictos,
materiales innovadores y nuevos

L

enfoques: por ejemplo, empleando
conectividad inaldmbrica en lugar
de cableado estructurado para aho-
rrar materias primas como el cobre.
Las estrategias de construccién
inteligentes también pueden miti-
gar uno de los mayores impactos
climéticos de los edificios: la forma
en que se utilizan. Por ejemplo,
la combinacién de deteccion de
presencia con control de climati-
zacion e iluminacion habitacién
por habitacién puede evitar que los
espacios de la oficina se calienten,
enfrien o iluminen cuando no estan
ocupados.

Los edificios inteligentes estan
incorporando amplias medidas de
vigilancia y seguridad con el obje-
tivo de dotar de proteccion ante
una gran variedad de amenazas.
Estas medidas pueden incluir ca-
maras de seguridad IP, detectores
de presencia y, desde la pandemia,
equipos de imagen térmica en las
entradas para identificar personas
con fiebre. También se estan intro-

—
L]
L]
F

duciendo sistemas de conteo de
personas, habilitados por sensores
infrarrojos, para poder contabilizar
cuédntas personas se encuentran en
una habitacién a la vez.

Estos avances en la infraestruc-
tura técnica pueden ayudar a los
sistemas de gestién de edificios
inteligente a ajustar los pardmetros
de climatizacién en funcién de los
niveles de ocupacion. También
pueden ofrecer los datos brutos
para comprender la dindmica de
ocupacién de un edificio — util,
por ejemplo, para realizar un se-
guimiento de las tendencias de los
clientes en los espacios comerciales
u optimizar la distribucién del per-
sonal en muchos otros contextos.

La pandemia también nos ha
ensefado que los edificios pueden
tener un impacto importante en
nuestra salud. Los sistemas de
climatizacién se estdn mejorando
para que puedan monitorizar y au-
mentar la calidad del aire, utilizan-
do sensores para detectar el calory
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la humedad, asi como comprobar la
concentracion de gases clave como
el oxigeno, el nitrégeno y el didxido
de carbono.

La iluminacion es otro aspecto
critico de las estrategias de los
edificios inteligente. Un sistema
disefiado adecuadamente puede
“animar” a los clientes a comprar
mas en las tiendas, permitir que
los trabajadores se concentren du-
rante mas tiempo en sus oficinasy
ayudar a las personas a disfrutar de
su tiempo en los espacios sociales.
Una manera de suministrar una ilu-
minacién tan funcional es a través
de sistemas inteligentes, que se
pueden controlar de forma remota
para ofrecer una gran variedad de
efectos y adaptarse rdpidamente a
cambios mayores, como la reconfi-
guracion de los diferentes espacios
del edificio.

Hay, al menos, dos enfoques a la
hora de implementar tales redes de
iluminacién inteligente: uno da una
energfa independiente a las luces
y luego las conecta al sistema de
gestién del edificio a través de una
red de malla Bluetooth (mesh) y el
otro usa Power-over-Ethernet (PoE)
para proporcionar energia y datos
de control a cada luz.

En otro ejemplo de cémo la elec-
cién de las estrategias de conecti-
vidad se estd entrelazando con la
operacion de los edificios, algunos
desarrolladores tienen en cuenta
el uso de iluminacién inteligente
para ofrecer enlaces de datos e
iluminacién funcional.

Li-Fi, habilitado por la modu-
lacién de los ledes de iluminacion
a frecuencias lo suficientemente
altas para transportar grandes
cantidades de datos valiosos sin
causar un parpadeo perceptible,
es considerado por algunos como
una alternativa a Wi-Fi. Algunos
informes también afirman que Li-Fi
es mas seguro que Wi-Fi en deter-
minados casos de uso.

Estandares de
conectividad por cable

Como se espera que los edificios
inteligentes integren muy diversos
tipos de funcionalidad suelen uti-
lizar estrategias de conectividad
heterogéneas traidas desde otras
disciplinas. Muchos sistemas de
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gestion de instalaciones tradicio-
nales emplean conectividad jerar-
quica, con un bus primario que
une los controladores de alto nivel
entre ellos y, entonces, los buses
secundarios proporcionan cone-
xiones a controladores de menor
nivel, dispositivos E/S e interfaces
de usuario.

Los dispositivos “se comuni-
can” entre ellos sobre protocolos
abiertos como BACnet o LonTalk,
en tanto que la conectividad fisica
se consigue de varias maneras,
incluyendo fibra 6éptica, Fieldbus
o enlaces Ethernet tradicionales,
conexiones serie RS232 y RS485 o
redes inaldmbricas de bajo ancho
de banda y poca potencia.

Los sistemas de gestién de edi-
ficios avanzados estdn migrando
hacia el uso de IP como un pro-
tocolo unificador para todas las
comunicaciones. Posteriormente,
la comunicaciéon se suministra
de diferentes formas, como fibra
Optica para la columna vertebral
del edificio, Ethernet tradicional
con opciones PoE y opciones ina-
[ambricas, incluyendo Wi-Fi, Li-Fi,
Bluetooth, Zigbee e incluso 5G.

Una opcién de conectividad
emergente es Single Pair Ethernet
(SPE), una versién “reducida” de
Ethernet tradicional que usa un
solo par trenzado para la transmi-
sion de datos y cuenta con conec-
tores miniaturizados. SPE ofrece
una alternativa de conectividad
mas densa, rapida, facil de instalar

y asequible que Ethernet tradicio-
nal. SPE se define en la enmienda
del estandar IEEE 802.3cg-2019 y
especifica una transmisién de 10
Mbit/s a distancias de hasta 1000
metros (10Base-T1L). Las sefiales
para dicho estandar necesitaran
una conversién para conectarse a
redes 10/100/1000Base-T.

El estdndar SPE dispone del
respaldo de las especificaciones
emergentes de cable, conector y
rendimiento de canal. El nuevo
conector SPE, definido en IEC
63171-1, se asemeja al conector
LC empleado para fibras opticas
y también es conocido como ‘LC
de cobre’. También sera posible
suministrar hasta 50 W sobre SPE,
aunque el enfoque utilizado no
es compatible con la actual in-
fraestructura PoE. También se esta
trabajando para definir cémo se
debe usar SPE en las instalaciones
de cableado estructurado, lo que
permitird desempefnar un papel
mads importante en la infraestruc-
tura de los edificios inteligentes en
el futuro.

Conectividad
inaldmbrica

Los diversos servicios del edifi-
cio estdn introduciendo muchos
protocolos diferentes para posi-
bilitar la conectividad inaldmbrica
en sus instalaciones. Por ejemplo,
las capacidades de red mallada de
Bluetooth Low Energy facilitan la
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creacion de redes inaldmbricas ad
hoc entre los sensores de bajo coste
instalados en un edificio inteligen-
te. Y las capacidades de baliza de
Bluetooth, por su parte, también
se pueden utilizar para suministrar
servicios de datos altamente locali-
zados a los ocupantes del edificio.

Ademas, se pueden emplear
multiples tecnologfas LAN ina-
ldmbricas de baja potencia, como
Zigbee, para dotar de mejoras de
funcionalidad en el edificio.

Como sucede con la conec-
tividad por cable, aunque seria
conveniente cefirse a un unico
estandar, en la practica, los edi-
ficios inteligentes probablemente
tendrdn que implementar varios
estdndares WAN de baja potencia
para soportar el uso de una amplia
variedad de funciones como senso-
res, iluminacién y controles locales.

Un estandar clave en lo que
respecta a la conectividad inaldm-
brica en edificios inteligentes sera
IEEE802.11ax, comUnmente cono-
cido como Wi-Fi 6. Usa las mismas
frecuencias y la misma estructura
de canal que los estdndares Wi-Fi
previos, pero con esquemas de
modulacion mas sofisticados para
respaldar velocidades de datos
superiores sobre la misma canti-
dad de espectro de radio. Wi-Fi 6
emplea una técnica multipath de-
nominada como MIMO (multiples
entradas y salidas) multiusuario
para permitir que cada punto de
acceso gestione ocho usuarios
simultaneos, el doble que con Wi-
Fi 5. Y las técnicas beam-forming
ayudaran a extender el alcance de
cada router. El respaldo para una
técnica llamada “target wake time”
hara posible que los routers Wi-Fi 6
“avisen” a los dispositivos cuando
tienen que “despertarse” y cuan-
do “dormirse”, con el objetivo de
minimizar su consumo de energia.
Como efecto colateral, disponer
de menos dispositivos sondeando
el router contribuird a reducir la
interferencia de radio y aumentar
su rendimiento total.

Esta combinaciéon de carac-
teristicas harda que sea mas facil
para los disefadores de edificios
inteligentes proporcionar conec-
tividad de elevado ancho de ban-
da a poblaciones transitorias de
multiples usuarios en ubicaciones

concurridas desde menos routers.
También hard que la conectividad
inaldmbrica sea una opcidon mas
capaz para la infraestructura semi-
permanente, como es el caso de las
camaras de seguridad.

En la parte superior de la pila de
conectividad inaldmbrica, en lo que
se refiere a la capacidad y la com-
plejidad, se encuentra el estdndar
movil 5G. Se trata de un estdndar
de comunicaciones méviles amplia-
mente elaborado que ofrece mayor
ancho de banda y menor latencia 'y
dota de soporte para mas dispositi-
vos por unidad de drea servida que
los estdndares moviles anteriores.
También incluye dos protocolos de
comunicaciones de baja energia y
velocidad de datos que se encuen-
tran formulados para respaldar
dispositivos loT. La promesa en 5G
es que muchas necesidades de co-
nectividad de edificios inteligentes
podrian, en teoria, utilizar equipos
que funcionen bajo el paraguas de
un solo estandar general.

La implementacién de 5G en los
edificios conlleva la instalacion de
multiples repetidores de sefal 5G
o un sistema de antena distribuida
que se vuelve a conectar a una
estacién base 5G centralizada. Los
usuarios tendran que decidir si de-
sean desplegar una red 5G privada
o, simplemente, traen la red de un
operador externo al interior. Los
problemas de propagacién, espe-
cialmente con las bandas de onda
milimétrica licenciadas para 5G en
lugares como Estados Unidos, tam-
bién hardn que resulte importante

realizar una planificacién de radio
adecuada para minimizar la interfe-
rencia entre las redes inaldmbricas
colocadas y maximizar el servicio
para cada usuario.

Conclusidn

La premisa de los edificios inte-
ligentes es que, con la infraestruc-
tura de comunicaciones, deteccién
y actuacién adecuada, pasaran de
ser lugares Utiles para mantenerse
alejados de las inclemencias meteo-
roldgicas a sofisticadas “maquinas
para vivir”. Por supuesto, esta vision
idealizada seria posible gracias a
la tecnologia vanguardista y una
sola red troncal de conectividad
heterogénea.

En realidad, los actuales edificios
inteligentes han evolucionado a
partir de los edificios no tan inte-
ligentes del pasado, por lo que su
funcionalidad y conectividad se im-
plementaran con una combinacién
de tecnologias nuevas y existentes.
Por lo tanto, la planificacion de
la conectividad en este contexto
tendrd mucho mas que ver con
garantizar una coexistencia pacifica
entre multiples estdndares que con
elegir el enfoque adecuado para
trabajar desde cero.

Este articulo ha sido publicado
en la Ultima edicion de la revista de
AVNET “Focus”. Si tiene cualquier
duda acerca de los sensores para
la automatizacién de edificios, por
favor, péngase en contacto con
nuestro equipo de especialistas
técnicos. M
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